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Veranderung in %

Umsatz und Auftragslage

Auftragseingang

10,8 %

Auftragsbestand zum 31.12.

29,7%

Umsatz gesamt

56 %

Umsatz Europa

279 %

Umsatz Nordamerika

325%

Umsatz Japan

-50,9 %
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Umsatz sonstiges Asien

-155%

Umsatz Rest of the World

-100,0 %

Umsatzrendite in %

Rohertrag

Rohertragsmarge

Herstellungkosten

10,1%

Forschungs- und Entwicklungskosten

59 %

EBITDA

481,6 %

EBITDA-Marge

EBIT

EBIT-Marge

Ergebnis nach Steuern

Ergebnis je Aktie

Bilanz

Eigenkapital

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalrentabilitat

Bilanzsumme

-6,6 %

Net Cash

824,6 %

Free Cash Flow

227,7%

Weitere Kennzahlen

Investitionen

83,7%

Investitionsquote

Abschreibungen

383 %

Mitarbeiter zum 31.12.

-1.8%
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SEGMENTE

LITHOGRAFIE

SUBSTRAT BONDER

DEVICE BONDER

Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktions-

linien Mask Aligner, Coater und Developer. Dieses Segment
stellt deutlich mehr als die Hélfte des Gesamtgeschifts der
SUSS-Gruppe dar und hat das gréRte Wachstumspotenzial.
Adressierte Markte: Advanced Packaging, Mik h-

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Substrat Bon-
dern, die zwei oder mehrere Tragermaterialien (Substrate)
- meist Wafer — miteinander verbinden. Derzeit Phase der
Marktdurchdringung. Ar des Wafer Bonding:

Y
nik und Verbindungshalbleiter.

SEGMENTUMSATZ
2004 - 2005
61,8 66,6
60
40
20
0

2004 2005

den in Zukunft wachsen. Adressierter Markt: Mikrosy-
stetechnik.

SEGMENTUMSATZ
2004 - 2005
77 6,1

8
6
4
2
0

2004 2005

TEST SYSTEME

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Device Bondern,

ik hochg mitei d

die einzelne Elekt

verbinden. Aufgrund der technischen Komplexitat und
der geringen MarktgroRe schwichstes Segment der SUSS-
Gruppe. Adressierter Markt: Optoelektronik.

SEGMENTUMSATZ
2004 - 2005
6,0 6,1
6
4
2
0
2004 2005
SONSTIGE

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Test- und Priifsy-
stemen. Wenig zyklischer Geschaftsverlauf, moderates aber

nachhaltiges Wachstum. Dieses Segment stellt rund ein
Viertel des Geschiftsvolumens der SUSS-Gruppe dar. Adres-
sierte Markte: Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter,
Forschungsbereiche Chipproduktion.

28,8

SEGMENTUMSATZ
2004 - 2005

8,8

Beinhalten vor allem unser Geschaft mit den Masken fiir
die Halbleiterindustrie in Palo Alto, USA. Daneben sind hier
die Aktivitaten in der Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und
sonstige Bereiche angesiedelt. Auch das Geschéftsfeld
C4NP ist derzeit in diesem Segment beriicksichtigt — bis
C4NP eine gewisse UmsatzgroRe erreicht.

SEGMENTUMSATZ
2004 - 2005
9,9

27,0
30
20 —
10

2004

o N b O

2005 2004

2005
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UNTERNEHMENSPROFIL

SUSS MicroTec ist einer der weltweit fiihrenden
Hersteller von innovativem Produktions-, Verarbei-
tungs- und Test-Equipment fur die Halbleiterbranche.
Zum Produktportfolio gehéren Beschichtungs- und
Entwicklungssysteme, Vollfeld-Lithografiesysteme, Sub-
strat Bonder, Device Bonder sowie Test- und Priifsys-

teme.

SUSS MicroTec bedient hauptsachlich attraktive Markt-
nischen wie Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik
und Verbindungshalbleiter. Bis heute wurden weltweit

Uber 7.000 Systeme installiert.

Der Hauptsitz von SUSS MicroTec befindet sich in
Garching bei Miinchen. Zum Konzern gehéren sechs
Produktionsstatten. Support bietet SUSS MicroTec
durch zahlreiche Verkaufs- und Servicezentren in Nord-

amerika, Europa und Asien.




Mit dem Mask Aligner hat bei SUSS in den soer Jahren alles
begonnen. Der hier abgebildete MA3o00Plus erreicht
Strukturen-,,GroBen“ von unter einem Mikrometer. Ein
Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter - solche
Dimensionen erfordern Prazisionsarbeit auf hochstem Niveau.
Genau diese wird auch von den Sensoren erwartet, die mit
Hilfe des Mask Aligners produziert werden.

$088, Microlec SUS e

Vom Mask Aligner...



...uber den Chip...

...zum Airbag

Airbags gehoren mittlerweile zur Serienausstattung eines
jeden Fahrzeugs. Im Streben nach immer weiterer Ver-
besserung der Sicherheit fiir die Fahrzeuginsassen werden
standig neue Airbags entwickelt und verarbeitet.



+ Dr.Stefan Schneidewind, Vorstandsvorsitzender

VORWORT DES VORSTANDS

LiIEBE AKTIONARE, MITARBEITER UND GESCHAFTSPARTNER DER SUSS MicROTEC AG,

SUSS MicroTec hat ein ereignisreiches Jahr 2005 hinter sich. Es war in vielerlei Hinsicht ein Jahr des
Wandels. Einerseits ist der Konzern durch einen Restrukturierungsprozess gegangen, der planmafig im
Geschaftsjahr 2005 endete. Die notwendige SchlieBung des Werkes im hessischen ARlar ist abge-
wickelt, an den Standorten Garching bei Miinchen und Vaihingen wurden Prozesse optimiert. Der
SUSS MicroTec-Konzern ist dadurch effizienter geworden und wird moderner gefiihrt. Kosten und Wert-
berichtigungen, die unter anderem auch in diesem Zusammenhang angefallen sind, haben das Ergebnis
belastet. Andererseits erzielten wir im vierten Quartal mit rund 51 Millionen Euro den héchsten Auftrags-
eingang seit dem zweiten Quartal 2001. Insgesamt blicken wir zuversichtlich in 2006 und sind liber-
zeugt, dass wir mit der aktuellen Kostenbasis und der erfreulichen Auftragssituation auf dem richtigen

Weg sind, wieder ein positives Ergebnis zu erreichen.

Mit Abschluss des Geschaftsjahres 2005 haben wir die Rechnungslegung von US-GAAP auf Interna-
tional Financial Reporting Standards (,IFRS“) umgestellt. In Folge dessen ergeben sich bei den Bilanz-

und Ergebniskennzahlen Veranderungen im Vergleich zu friiheren Veréffentlichungen.

2005 erzielten wir rund 118 Millionen Euro Umsatz und damit knapp 6 Prozent mehr als im Vorjahr (11
Millionen Euro). Wegen erfolgreicher Endabnahmen von Kundenprojekten konnten wir unsere Umsatz-
prognose fiir 2005 von 107 Millionen Euro deutlich tibertreffen. Der Auftragseingang, der wohl wich-
tigste Erfolgsindikator in unserer Branche, lag 2005 bei rund 136 Millionen Euro. Das sind 11 Prozent mehr
als im Vorjahr (122 Millionen). Der Auftragsbestand stieg von rund 66 Millionen Euro im Vorjahr um
30 Prozent auf 85 Millionen Euro zum 31.12.2005. Diese positiven Entwicklungen zeigen die starke Nach-
frage nach SUSS MicroTec-Produkten und sind auch reprasentativ fiir den Geschiftsverlauf der Halb-

leiter-Ausrister allgemein.

Da 2005 nochmals signifikante Sondereffekte anfielen, erzielten wir noch kein positives Ergebnis. Das
Ergebnis nach Steuern lag bei minus 8,2 Millionen Euro gegeniiber minus 16,4 Millionen Euro in 2004.
Auch das operative Ergebnis (EBIT) war mit minus 4,2 Millionen Euro negativ (2004: minus 8,8 Millionen
Euro). Erfreulich ist, dass das Geschaftsjahr 2005 — erstmals seit 2001 — mit einem positiven EBITDA

(5,8 Millionen Euro gegeniiber minus 1,5 Millionen Euro 2004) abgeschlossen wurde.



VORWORT

> VORWORT DES
VORSTANDS

+ Stephan Schulak, Finanzvorstand

In den nachsten Jahren wollen wir profitabel wachsen. Dabei setzen wir unverandert auf unsere Haupt-
markte: Mikrosystemtechnik, Advanced Packaging und Verbindungshalbleiter. Ein groRes deutsches
Wirtschaftsmagazin kiirte Ende 2005 zehn Technologien, die den Alltag erobern werden. An der Ent-
wicklung und Herstellung fast all dieser Innovationen sind Equipment und Know-how von SUSS MicroTec
beteiligt. Einige Beispiele: Leuchtdioden (LEDs), Navigationssysteme in Handys, Fahrerassistenzsysteme
in Autos. Diese Technologien sind nur dank Mikrosystemtechnik (Sensoren) oder modernen Chipverbin-
dungen (Advanced Packgaging) moglich. Fiir die Zukunft planen wir ein jahrliches Umsatzwachstum von

durchschnittlich zehn Prozent im Kerngeschaft.

Zusatzliche attraktive Wachstumschancen sehen wir in C4NP: In Kooperation mit IBM entwickeln wir
derzeit das Produktions-Equipment. C4NP ermoglicht noch effizientere und umweltgerechte — weil blei-

freie — Chip-Verbindung mit Advanced Packaging.

Liebe Aktionare, Mitarbeiter und Geschaftspartner der SUSS MicroTec AG, wir mochten uns fiir Ihr
Vertrauen in der Vergangenheit bedanken. Unseren Mitarbeitern sagen wir Dank fir ihr groBes Enga-
gement und die kritisch-konstruktive Begleitung von Restrukturierung und Zukunftsausrichtung des
Unternehmens. Bei unseren Aktionaren bedanken wir uns fiir die Treue und das langjahrige Interesse;
wir werden auch weiterhin unsere offene und intensive Investor Relations-Arbeit fortsetzen und allen

Aktionaren groRtmogliche Transparenz bieten.

Garching, im Marz 2006

Ao (.

Dr. Stefan Schneidewind Stephan Schulak

Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

der Aufsichtsrat hat sich im Geschéaftsjahr 2005 regelmaRig
durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in sechs
gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand
Uber den Geschaftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und
des SUSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesent-
liche Fragen der Geschaftsfiihrung mit dem Vorstand erértert.
Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die
Geschaftsfihrungstatigkeit des Vorstands tiberwacht. In diesem
Zusammenhang hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen vom
22.Mdrz, 21.Juni, 26. September und 19. Dezember 2005 die einge-
tretenen Abweichungen des tatsachlichen Geschaftsverlaufs
einschlieflich des Auftragseingangs von der Planung und die
dafiir maBgeblichen Griinde ausfiihrlich mit dem Vorstand erér-
tert. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat tiber wichtige Geschafts-
vorfalle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstande und die von
ihm fiir das Risikomanagement getroffenen MalRnahmen sowie

liber erkennbar gewordene geschaftliche Risiken unterrichtet.

In seiner Sitzung vom 22. Marz 2005 hat sich der Aufsichtsrat
daneben schwerpunktmafRig mit dem Jahresabschluss 2004, der
Vorbereitung der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005, der
Personalentwicklung auf der zweiten Fiihrungsebene der SUSS-
Gruppe und einem bei der SUSS Microtec Lithography GmbH
(,SMTL GmbH*) durchgefiihrten Restrukturierungsprogramm
befasst.

Eine am 15. Juni 2005 abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrats
stand ganz im Zeichen der strategischen Ausrichtung der Unter-

nehmensgruppe.

Am 21.Juni 2005 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen statt. In der
ersten Sitzung wurden die aktuelle Geschaftsentwicklung sowie
die RestrukturierungsmalRnahmen bei der SMTL GmbH erortert
und Beschliisse zu Personalangelegenheiten gefasst. In seiner

zweiten Sitzung vom selben Tag bestatigte der Aufsichtsrat

L R e i

+ + Dr.Winfried Siiss, Aufsichtsratsvorsitzender + + + + + + +
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seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter und regelte die

Zusammensetzung seiner Ausschiisse.

Am 26. September 2005 bildeten erneut die laufende Ge-
schaftsentwicklung und das Restrukturierungsprogramm bei der
SMTL GmbH den Schwerpunkt der Beratung des Aufsichtsrats.

Demgegeniiber standen in der Sitzung vom 19. Dezember 2005
der Ausblick auf den Jahresabschluss 2005 und die Diskussion der
Unternehmensplanung fiir 2006 im Mittelpunkt der Diskussion
des Aufsichtsrats. Zudem richtete der Aufsichtsrat einen Techno-
logieausschuss ein, dem die Herren Heinz, Prof. Dr. Heuberger

und Dr. Suiss (Vorsitzender) angehéren.

Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 21.Juni 2005 schied Herr
Dr. Thomas Sesselmann aus dem Aufsichtsrat aus. Der Auf-
sichtsrat dankt ihm fiir seine jahrelange engagierte Mitarbeit.
Die SUSS-Gruppe schuldet Herrn Dr. Sesselmann Dank fiir zahl-
reiche wertvolle Ratschlage und Hinweise. Die Hauptversamm-
lung hat am 21. Juni 2005 Herrn Peter Heinz, M.B.A. aus Water-
bury, Vermont, USA an Stelle von Herrn Dr. Sesselmann zum
Mitglied des Aufsichtsrats gewahlt.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Dr. Siiss als
Vorsitzender sowie die Herren Schlytter-Henrichsen und Dr.e. h.
Gortz als Mitglieder angehoren, hat sich in drei Sitzungen mit
Personalangelegenheiten des Vorstands befasst, die Entschei-
dungen des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten vorbereitet
und dem Gesamtaufsichtsrat liber das Ergebnis seiner Bera-

tungen berichtet.

Der Priifungsausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Schlytter-
Henrichsen als Vorsitzender sowie die Herren Dr. Schiicking und
Dr. Suiss als weitere Mitglieder angehdren, hat sich im abgelau-

fenen Geschaftsjahr in drei Sitzungen unter anderem mit
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VORWORT INVESTOR RELATIONS UBER UNS

VORWORT DES
VORSTANDS

> BERICHT DES

AUFSICHTSRATS

folgenden Fragen befasst:

+ Auftrag an den Abschlusspriifer;

» Unabhdangigkeit des Abschlusspriifers;

« Verglitung des Abschlusspriifers;

« RationalisierungsmafRnahmen;

* Projekt C4NP; sowie

« Finanzierung der SUSS MicroTec-Gruppe
(einschlieBlich der Kapitalerh6hung 2005).

In diesen Angelegenheiten hat der Priifungsausschuss die
Entscheidungen des Gesamtaufsichtsrats vorbereitet und den
Gesamtaufsichtsrat liber das Ergebnis seiner Beratungen unter-
richtet.

Die Sitzungen der Ausschiisse des Aufsichtsrats haben teilweise

in Form von Telefonkonferenzen stattgefunden.

In seiner Sitzung vom 19. Dezember 2005 hat der Aufsichtsrat
erneut die Effizienz seiner Tatigkeit tberprift. Interessenkon-
flikte zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Gesell-
schaft sind bei der Arbeit des Aufsichtsrats im Geschaftsjahr 2005

nicht zu Tage getreten.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005, der nach den als IFRS
bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards
aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2005, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des
Vorstands Uiber das Geschaftsjahr 2005 wurden durch den von
der Hauptversammlung gewahlten und vom Aufsichtsrat beauf-
tragten Abschlusspriifer, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesell-
schaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftspriifungsgesellschaft,
gepriift und mit uneingeschrankten Bestatigungsvermerken

versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand nach den Vorschriften

des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der

CONSUMER MARKETS

LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS

Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 sowie den gemal § 315 a des
Handelsgesetzbuchs nach den als IFRS bezeichneten internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards aufgestellten Konzernab-
schluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2005, den Lagebe-
richt und den Konzernlagebericht fiir das Geschaftsjahr 2005
gepriift. An der Verhandlung des Aufsichtsrats liber die ge-
nannten Vorlagen haben die beiden zustdndigen Wirtschafts-
prifer des Abschlusspriifers teilgenommen. Sie haben dem
Aufsichtsrat miindlich tber die wesentlichen Ergebnisse ihrer
Priifung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen
und die Feststellungen des Abschlusspriifers mit den Vertretern
des Abschlusspriifers und dem Vorstand erdrtert und die
Vorlagen gebilligt. Der Aufsichtsrat erklart hiermit, dass nach
dem abschlieRenden Ergebnis seiner Priifung gegen die von ihm
gepriiften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch
die Priifungsberichte des Abschlusspriifers sind aus der Sicht des
Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 ist damit festgestellt. Mit
dem Lagebericht fiir das Geschaftsjahr 2005 ist der Aufsichtsrat

einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der
Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften fiir ihren im
Geschéftsjahr 2005 gezeigten Einsatz fiir die Gesellschaft und
den SUSS MicroTec-Konzern.

Garching, im Marz 2006

Der Aufsichtsrat

A,M_.

Dr. Winfried Siiss

Vorsitzender



Der LithoPack300 ist die groRte Anlage im SUSS MicroTec-Produkt-
portfolio. Hier sind die Prozessschritte Beschichtung, Belichtung
und Entwicklung in einem Gerat vereint. Wafer mit einem Durch-
messer von 300 Millimetern, auf welchen sich Tausende Chips
befinden, werden vollautomatisch prozessiert. Das spart Zeit und
Kosten und garantiert erstklassige Ergebnisse.




...uber den Chip...

Kleine, leichte, leistungsstarke und dennoch erschwingliche
Notebooks machen nicht nur Geschiftsleute mobil, sondern
ermoglichen auch einen kleinen Online-Chat aus dem Café
oder ein spannendes Spiel unterwegs.
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Die SUSS MICROTEC-AKTIE

ENTWICKLUNG DER AKTIENMARKTE WELTWEIT

Die wichtigsten Indizes befanden sich im Aufwind. Wah-
rend die amerikanischen Aktienmarkte (Dow Jones: minus
0,6 Prozent) uneinheitlich schlossen, konnten die Indizes in Japan
(Nikkei 225: plus 40,6 Prozent) und in Europa (Euro STOXX 50:
plus 20,6 Prozent) zum Teil deutliche Kursaufschlage verzeichnen.
Der deutsche Aktienmarkt entwickelte sich ungeachtet eines
schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds auRerst erfreulich.
Hauptursachen hierfiir waren das niedrige Bewertungsniveau
deutscher Aktien im internationalen Vergleich, positive Unter-
nehmensnachrichten nach umfangreichen Restrukturierungen
und Bilanzbereinigungen in den Vorjahren sowie vielschichtige
Erwartungen im Zusammenhang mit den im Mai 2005 liberra-

schend angekiindigten Bundestagsneuwahlen.

OLPREIS DOMINIERTE DIE BORSEN WELTWEIT

Der Olpreis ist 2005 stetig gestiegen. Damit riickten Aktien aus
dem Segment erneuerbare Energien (Solar, Wind und nachwach-
sende Rohstoffe) in den Fokus vieler Anleger. Halbleiterunter-
nehmen konnten diesem Trend nicht folgen und entwickelten
sich im Vergleich schwacher. Insbesondere Unternehmen, die im
Prime Standard in der Industriegruppe ,Semiconductor gelistet
sind, mussten einen Abschlag von durchschnittlich g9 Prozent

hinnehmen.

TEcDAX OHNE SUSS MIcROTEC

Die SUSS MicroTec-Aktie entwickelte sich im Jahresverlauf 2005
schwacher als die Vergleichsindizes. Im Juni 2005 wurde im
Rahmen der Neuordnung des TecDAX die SUSS MicroTec-Aktie
aus diesem Auswahlindex genommen. Grund war die unter-
durchschnittliche Entwicklung der Marktkapitalisierung. Kapital-
marktteilnehmer zeigten sich vom Jahresergebnis 2004, den
angekiindigten RestrukturierungsmaBnahmen und dem Aus-
blick fiir 2005 enttauscht. Obgleich im Jahresverlauf Erfolge im
C4NP-Geschaft und in der Neuausrichtung vermeldet werden
konnten, war der Kursverlauf schwach. Im Januar 2006 vermel-
deten wir flir das vierte Quartal 2005 einen tberaus hohen
Auftragseingang sowie eine deutliche Umsatzsteigerung. Der
Kurs stieg daraufhin allein im Januar 2006 um rund 54 Prozent

an und liel? die Vergleichsindizes deutlich hinter sich.

HOHES INTERESSE AN DER KAPITALERHOHUNG

Im August 2005 fiihrten wir eine Kapitalerhhung mit Be-
zugsrechten fiir bis zu 1.456.084 Stiickaktien durch. Der Bezugs-
preis betrug 4,90 Euro pro Aktie. 644.571 Stiickaktien wurden
auf Grund des Bezugsrechtes bezogen. Die verbleibenden
Aktien konnten bei institutionellen Investoren platziert werden.
Aus dieser Kapitalerhhung flossen dem Unternehmen rund

6,8 Millionen Euro zu.

LIQUIDER HANDEL

Der durchschnittliche Tagesumsatz der SUSS MicroTec-Aktie lag
im Berichtsjahr an allen deutschen Borsen bei rund 136.545 Stiick
(Vorjahr:rund 87.459). Insgesamt wechselten rund 35,5 Millionen
Aktien den Besitzer. Damit stieg das durchschnittliche tagliche
Handelsvolumen um 56 Prozent. Die Handelbarkeit ist so auch
fir institutionelle Anleger gewahrleistet — nach Angaben der
Deutschen Bérse zihlte die SUSS MicroTec-Aktie 2005 zu den 20
meistgehandelten Aktien im Technologie-Segment der deut-

schen Borse.

ERFOLGREICHE INVESTOR RELATIONS ARBEIT

SUSS MicroTec sucht im Sinne einer offenen dialogorientierten
Kommunikation aktiv das Gesprach mit den Kapitalmarktteil-
nehmern. Anleger erhalten Informationen zeitnah, kontinuier-

lich und weitaus haufiger als lediglich zu den Pflichtterminen

AKTIONARSSTRUKTUR in %

Dr. Winfried Siiss | 6,7 %

(. Free float | 93,3 %



INVESTOR RELATIONS

> DIE AKTIE

SUSS MIcROTEC-AKTIE indexiert

® SUSS MicroTec AG
TecDAX
PRIME IG SEMICONDUCTOR

175

154,401
150

125

100

75

63,556

2005 2006

der Berichtssaison. Dies ist wichtiger und wesentlicher Bestand-
teil einer transparenten, regelmaRigen und nachvollziehbaren
Kommunikation mit dem Finanzmarkt. So intensivierten wir
durch zahlreiche MaBnahmen den Kontakt mit der Financial
Community: Wir trafen institutionelle Anleger an verschiedenen
Finanzplatzen in Deutschland, GroRbritannien, Osterreich und
der Schweiz. Auf Roadshows prasentierten wir die Unterneh-
mensstrategie, den Stand der Kostensenkungsmalnahmen und
die Wachstumschancen. Ferner nahmen wir an vier Investoren-
Konferenzen teil und der Vorstand fiihrte zahlreiche Einzelge-

sprache mit Investoren.

Ziel von Investor Relations ist, neben dem weiteren Ausbau der
Analysten-Coverage, die Aktionarsbasis zu verbreitern und dabei
sowohl institutionelle wie auch private Anleger fiir die SUSS
MicroTec-Aktie zu gewinnen. Ingesamt sehen wir eine weiter
erhdhte Transparenz als zentrale Herausforderungen fiir die

Kommunikation mit den Kapitalmarkten. Obgleich wir fiir den

SUSS MiIcROTEC-AKTIE in Euro

® SUSS MicroTec AG
38-TAGE-LINIE

9 8,770

3 3,610

2005 2006

Geschaftsbericht 2004 vom LACP, San Diego, USA, dreifach ausge-
zeichnet wurden, werden wir die Berichtsqualitat weiter verbes-
sern. Mittel- bis langfristig ist es unser formuliertes Ziel, wieder

Teil des TecDAX zu werden.

COVERAGE AUSGEWEITET

Die positive Resonanz auf einer Investorenkonferenz im
Dezember und die aufwartsgerichte Kursentwicklung im Januar
2006 zeigt, dass es dem Vorstand gelungen ist, institutionellen
Investoren das attraktive Investmentprofil der SUSS MicroTec
liberzeugend zu prasentieren. Zum Anfang des Geschaftsjahres
2006 gelang es, die Deutsche Bank von der Aufnahme der Analy-
sten-Coverage zu liberzeugen. Derzeit geben acht Hauser regel-

maRig Studien zu unserem Unternehmen heraus.

Einen aktuellen Stand der Analysen stellen wir unseren Anlegern

unter www.suss.de zur Verfiigung.
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NEUE GESETZLICHE ANFORDERUNGEN UMGESETZT

Eine Herausforderung fiir die Investor Relations-Arbeit stellten im
Jahr 2005 vor allem zwei neu eingefiihrte Gesetze dar: Das
Gesetz zur Einfiihrung von Kapitalanleger-Musterverfahren
(KapMuG) und das Gesetz zur Unternehmensintegritat und
Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) fiihrten zu
umfangreichen Anderungen und damit verbundenen internen
MaRnahmen, vor allem im Hinblick auf die Organisation der jahr-

lichen Hauptversammlung.

AKTIENKENNZAHLEN

Wir bedanken uns bei allen Aktiondren und Investoren fiir ihr
Vertrauen in unser Unternehmen. In zahlreichen Einzelgespra-
chen haben wir auch mit unseren Privataktiondren einen offenen
Dialog gepflegt. Diesen wollen wir auch 2006 fortsetzen und
verpflichten uns weiterhin zu hochster Transparenz und aktueller

Information.

Informationen zu Aktie und Hauptversammlung, unsere Unter-
nehmensberichte, Directors’ Dealings und der Finanzkalender
werden stets aktuell auf unserer Website www.suss.de verof-
fentlicht. Auf Wunsch versenden wir aktuelle Informationen auch

gerne per E-Mail oder Post.

WKN 722670
ISIN DE 0007226706
Reuters-Kiirzel SMHG.F
Bloomberg-Kiirzel SMH GR
Anzahl ausgegebener Aktien 16.792.968
Jahresanfangskurs 5,68
Jahresschlusskurs 4,72
Prozentuale Jahresentwicklung -16,91%
Durchschnittliches Handelsvolumen /Tag 2005 136.545
Beginn der Borsennotierung 18.05.1999
Designated Sponsor (ab 01.01.06) HSBC Trinkaus & Burkhardt
Jahreshoch / -tief 3,61/6,35




VORWORT INVESTOR RELATIONS UBER UNS

DiE AKTIE

> CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

UMSETZUNG

Das Ziel des Corporate Governance Regelwerks ist eine gute und
verantwortliche Unternehmensfiihrung, transparent fiir den
Aktionar und die Offentlichkeit. Vorstand und Aufsichtsrat der
SUSS MicroTec AG setzen die Standards des Regelwerks aktiv um
und sehen den Corporate Governance Kodex als wichtigen Teil
der Unternehmenskultur. Bereits 2002 wurde eine Corporate
Governance Beauftragte berufen, die direkt an Vorstand und
Aufsichtsrat berichtet.

SUSS MicroTec war von Beginn an fiihrend bei der Umsetzung der
Corporate-Governance Richtlinien. Bereits 2004 erfiillten wir
93 Prozent aller Anforderungen und Anregungen und belegten
Platz drei im Gesamtranking TecDAX einer Studie der Hamburger
Universitat fir Wirtschaft und Politik. Seither wird die Corporate
Governance in der SUSS MicroTec AG in regelmiRigen Abstanden
Uberpriift und weiterentwickelt.

ENTSPRECHENSERKLARUNG

Der Corporate Governance Kodex beinhaltet derzeit liber 70
Empfehlungen, zu welchen ein Unternehmen gem. § 161 Aktien-
gesetz jahrlich eine Erklarung tber etwaige Abweichungen
abgeben muss. Die Entsprechenserklarung, der der aktuelle
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 2. Juni 2005
zugrunde liegt, wurde in der Vorstands- und Aufsichtsratssitzung
im Dezember 2005 verabschiedet und der Offentlichkeit umge-

hend auf unserer Homepage zugéanglich gemacht.

GemiR dieser Erkldrung entspricht die SUSS MicroTec AG den
Empfehlungen des aktuellen Deutschen Corporate Governance
Kodex und wird diesen voraussichtlich auch kiinftig entsprechen —
mit den folgenden zwei Ausnahmen (im Vergleich zum Vorjahr

haben sich keine Anderungen ergeben):

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8
bei Abschluss einer Directors and Officers Liability Insurance
(Haftpflichtversicherung), einen angemessenen Selbstbehalt fiir
die Organe der AG zu vereinbaren. Die SUSS MicroTec AG verfligt
bereits seit mehreren Jahren {iber eine D&O-Versicherung ohne

organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Han-

CONSUMER MARKETS

LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS

deln aller geschaftsfiihrenden Organe wird nach Ansicht von
SUSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbst-
behalts nicht zusatzlich gefordert. Es ist deshalb auch keine

Vereinbarung eines organspezifischen Selbstbehalts geplant.

In Ziffer 5.4.7 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance
Kodex eine erfolgsorientierte Vergiitung von Aufsichtsrats-
mitgliedern sowie eine Vergiitung fiir die Mitgliedschaft und den
Vorsitz in Ausschiissen. Die Vergiitung der Aufsichtsratsmit-
glieder ist in § 13 der Satzung festgelegt. Die Satzung der
SUSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergii-
tung des Aufsichtsrats vor. Die Mitgliedschaft in Ausschiissen
wird dadurch beriicksichtigt, dass fiir die Teilnahme an Sitzungen
eines Ausschusses ein Sitzungsgeld gezahlt wird. Der Vorsitz in
Ausschiissen wird nicht besonders vergiitet. Vorstand und
Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Tatigkeit der Mitglieder
des Aufsichtsrats insgesamt angemessen vergiitet wird.

Von den Anregungen des Corporate Governance Kodex konnen die
Unternehmen auch ohne Erklarungspflicht abweichen. Wir ermég-
lichen unseren Aktionaren und der Offentlichkeit eine groRtmog-
liche Transparenz und legen die vier Abweichungen von den Anre-
gungen im Folgenden offen:

« Der Stimmrechtsvertreter ist wahrend der Hauptversammlung
nicht erreichbar.

- Die Hauptversammlung kann bisher noch nicht via Internet
verfolgt werden. Im Hinblick auf zusatzliche Kosten, die durch
die Nutzung dieser Technologie entstehen kénnen, wird derzeit
von der Umsetzung derartiger MaBnahmen abgesehen.

- Bislang sind die Bestellperioden der Aufsichtsrate noch nicht
flexibilisiert.

« Der Aufsichtsrat erhdlt keine auf den langfristigen Unterneh-
menserfolg bezogene Vergiitungskomponente sondern eine
feste Vergiitung. Um die Uberwachungsaufgaben zweckgeméaR
und unabhangig durchfiihren zu kénnen, erhdlt der Aufsichtsrat
eine vom Unternehmenserfolg abhangige Vergiitung fiir nicht
zielflihrend.

Auch in diesem Jahr werden Aufsichtrat und Vorstand der SUSS

MicroTec AG wieder eine Entsprechenserkldrung gemaR dem

dann aktuell geltenden Kodex abgeben.
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UNABHANGIGKEIT DER MITGLIEDER DES AUFSICHTRATS
Es bestanden keinerlei Interessenkonflikte von Mitgliedern des
Vorstands oder des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichts-
rats sind nach der Uberzeugung des Vorstands und des Aufsichts-
rats hinreichend unabhangig.

VERGUTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS
Gemal’ dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung 2002
sieht die Satzung die folgende Vergiitung der Mitglieder des
Aufsichtsrats vor: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem
Sitzungsgeld in Hohe von EUR 1.500,00 fiir die Teilnahme an
Sitzungen des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschiisse eine feste
Vergiitung in Hohe von EUR 15.000,00 p. a. fiir das einfache Mitglied,
EUR 45.000,00 p.a.fiir den Vorsitzenden und EUR 22.500,00 fiir den
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

+ MAG, Belichtungseinheit

Dariiber hinaus haben die Mitglieder des Aufsichtsrats mit einer
Ausnahme keine Vergiitungen bzw. Vorteile fiir personlich
erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen, erhalten. Die Rechtsanwaltssozietdit CMS
Hasche Sigle, deren Partner das Aufsichtsratsmitglied Dr. Chri-
stoph Schiicking ist, hat im abgelaufenen Geschaftsjahr fiir ihre
Beratungsleistungen fiir Unternehmen der SUSS MicroTec-

Gruppe insgesamt 72.687,11 Euro erhalten.

Auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats entfallen die in
der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Betrage:

Auslagen- Sonstige Zahlungen

Vergiitung in 2005 ersatz (MwsSt etc.)

Dr. e. h. Horst Gortz 7.669,37 2.306,33 MwsSt 1.227,10
: abzgl. 853,00 D&O Versicherung

Peter Heinz* 3.834,69 6.849,34 MwsSt 613,55
abzgl. 342,00 D&O Versicherung

Prof. Dr. Anton Heuberger 7.669,37 3.166,95 MwsSt 1.227,10
abzgl. 853,00 D&O Versicherung

Thomas Schlytter-Henrichsen 11.504,06 135523 MwSt 1.840,65
: : abzgl.1.280,00 D&O Versicherung

Dr. Christoph Schiicking 7.669,37 1.370,68 : MwsSt 1.227,10
abzgl. 853,00 D&O Versicherung

Dr.Thomas Sesselmann** ; 3.834,69 446,55 abzgl. 511,00 D&O Versicherung
Dr. Winfried Siiss — 105237 -

*ab 21.Juni 2005
** bis 21.Juni 2005

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der SUSS MicroTec
haben die Aufsichtsratsmitglieder auch fiir das Geschaftsjahr
2005 auf die Sitzungsgelder sowie auf die in der Hauptversamm-
lung 2002 beschlossene Erhéhung der Vergilitung und der

Aufsichtsratsvorsitzende auf die gesamte Vergiitung verzichtet.
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ANTEILSBESITZ VON ORGANMITGLIEDERN
NAHE STEHENDEN PERSONEN

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrat sowie diesen

UND DIESEN

nahe stehende Personen halten zum 31. Dezember 2005 Aktien
bzw. Optionen der SUSS MicroTec AG wie folgt:

Vorstand
Dr. Stefan Schneidewind
Stephan Schulak

Aktien
6.571
13.000

Optionen
69.648
80.286

Aktien
1.131.000
147.443
6.909
3.894
1.338

Aufsichtsrat:
Dr. Winfried Suiss

nahestehende Personen i.S. § 15a WpHG

Thomas Schlytter-Henrichsen
Dr.e. h. Horst Gortz

Peter Heinz

Prof. Dr. Anton Heuberger
Dr. Christoph Schiicking

500

Folgende VersuRerungen und Erwerbe von SUSS-Aktien durch
Organmitglieder und diesen nahe stehende Personen sind der

Gesellschaft im Geschaftsjahr 2005 mitgeteilt worden:

Dr. Winfried Suss
09.05.

10.05.

11.05.

12.05.

13.05.

Kauf von 56.000 Aktien
Kauf von 13.000 Aktien
Kauf von 10.000 Aktien
Kauf von 21.000 Aktien

Kauf von 6.000 Aktien

Dr. Stephan Schneidewind
23.06.
22.08.

Ausiibung von 6.000 Aktienoptionen

Ausiibung von 571 Bezugsrechten

Stephan Schulak
22.11.
2301

Ausiibung von 40.000 Aktienoptionen
Z Verkauf von 27.000 Aktien
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GRUNDZUGE DES VERGUTUNGSSYSTEMS VOR-
STANDS

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats legt die Vorstandsver-

DES

gutung fest. Das Aufsichtsratsplenum berat und Uberpriift regel-
maRig die Vergiitungsstruktur.

Die Verglitung der Mitglieder des Vorstands besteht aus fixen

und variablen Komponenten.

Die Hohe der Festbeziige wird in erster Linie von der iibertra-
genen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt; sie umfassen
auch Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und

Zuschissen zur Kranken- und Rentenversicherung.

Den Mitgliedern des Vorstands sind Versorgungszusagen in Form
von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherung) gemacht

worden.

Fiir Herrn Dr. Schneidewind {ibernimmt SUSS MicroTec die im

Zuge der doppelten Haushaltsfiihrung anfallenden Kosten.

Neben der festen Vergitung erhalten die Mitglieder des
Vorstands einen variablen Jahresbonus, der sich an individuell
festgelegten Zielen, die nicht nachtraglich gedandert werden

konnen, orientiert.

Die dritte am langfristigen Erfolg des Unternehmens orientierte
aktienbasierte Vergiitung besteht aus Aktienoptionen gemaR
dem Aktienoptionsplan 2005.

Die Angaben zur Hohe der Vergiitung der Mitglieder des
Vorstands im Geschéftsjahr 2005 sind auf Seite 109 des Ge-
schaftsberichts dargestellt.
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AKTIENOPTIONSPROGRAMME

Die SUSS MicroTec AG hat unter drei Aktienoptionsprogrammen
(Aktienoptionsprogramm 1999, 2002 und 2005) Bezugsrechte
auf Aktien an die Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der
Geschaftsleitung von Konzerngesellschaften und Mitarbeiter der
SUSS MicroTec AG und ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben.
Die Aktienoptionsprogramme 1999 und 2002 sind zwischenzeit-
lich geschlossen worden, so dass unter diesen Programmen keine

weiteren Optionen mehr ausgegeben werden kénnen.

Zum 31. Dezember 2005 standen unter dem Aktienoptionspro-
gramm 1999 noch insgesamt 210.669 ausiibbare Bezugsrechte

(davon 6.526 an Mitglieder des Vorstands) aus.

Zum gleichen Stichtag standen unter dem Optionsprogramm
2002 noch insgesamt 269.358 ausiibbare Bezugsrechte (davon
60.208 an Mitglieder des Vorstands) aus.

Aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 wurden bis zum
31. Dezember 2005 insgesamt 193.000 Bezugsrechte (davon
80.000 an Mitglieder des Vorstands) ausgegeben, wovon am
Stichtag193.000 noch austibbar waren. Weitere 557.000 Bezugs-
rechte kdnnen noch unter dem Aktienoptionsprogramm 2005

ausgegeben werden.

Bezugsrechte, die unter den Optionsprogrammen begeben
wurden, sind frithestens nach Ablauf einer Wartefrist austibbar.
Die Wartefrist betragt zwei Jahre und eine Woche. Die
Ausiibungshiirden sind in den einzelnen Programmen unter-
schiedlich definiert:

+ 300 mm - Fotomaske

Aktienoptionsprogramm 1999:
Anstieg des Borsenkurses um mindestens 50 % nach 3 Jahren,

75 % nach 5 Jahren, 100 % nach 5 Jahren.

Aktienoptionsprogramm 2002:

Anstieg des Borsenkurses um mind. 0,625 %/Monat (=7 % p.a.)
und prozentual gleiche oder bessere Entwicklung des Borsen-
kurses als der TecDAX

oder

Anstieg des Borsenkurses um mind. 0,8333 %/Monat (=10 % p.a.)

Aktienoptionsprogramm 2005:

Anstieg des Borsenkurses um mind.: 0,625 %/Monat (= 7,5 % p.a.)
und prozentual gleiche oder bessere Entwicklung des Borsen-
kurses als der TecDAX

oder

Anstieg des Borsenkurses um mind. 0,8333 %/Monat (=10 % p.a.)

Weitere Informationen zur aktienorientierten Vergiitung enthalt

Ziffer V. 1. des Konzernanhangs auf Seite 111.
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SEMICON Europa

03.-06. April

Miinchen, Deutschland

Micromachine Summit

27.-29. April

Beijing, China

Quartalsbericht

03. Mai

Analystenkonferenz

04. Mai

Frankfurt, Deutschland

SEMICON Singapore

09.—11. Mai

Singapur

MTT-S Symposium

14.—6.Juni

San Fransisco, CA

OPTO Taiwan

14.—17. Juni

Taipei, Taiwan

Hauptversammlung

20.Juni

Minchen, Deutschland

SEMICON West

1. —13.Juli

San Fransisco, CA

Halbjahresbericht

02. August

COMS 2005

27.—31. August

St. Petersburg, FL

SEMICON Taiwan

11.—13. September

Taipei, Taiwan

Neunmonatsbericht

o7. November

Micromachine 2006

07.— 09. November

Tokio, Japan

SEMICON Japan

06. - 08. Dezember

Chiba, Japan
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hten und Entwickeln von 20o0mm-Wafern

erledigt der LithoFab vollautomatisch und mit bewahrter

IC

Bel

ichten,

Hochprazision. Diese Prozesse kommen auch bei der Bearbei-

tung von Verbindungshalbleitern zum Einsatz, die zur
Produktion von LEDs benétigt werden. Auch hier werden

groRe Stiickzahlen verarbeitet, so dass ein Cluster-Gerat
von SUSS MicroTec Kosten- und Qualitétsvorteile bietet.
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...2zU LEDs .

Sehr hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig geringem
Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Diese
Eigenschaften der LEDs machen sie fiir StraBen-
ampeln, Autoriickleuchten und AuBenbeleuch-
tungen attraktiv. + +
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HIGHLIGHTS 2005

Neues Produkt fiir die Nanotechnologie

Die Strukturen in Halbleiterschaltkreisen werden immer kleiner —
so klein, dass sie in Zukunft nicht mehr durch Belichtungsverfahren
erzeugt werden konnen, weil die Wellenlange des Lichts sogar im
UV-Bereich zu ,grob“ dafiir ist. Die alternative, innovative Lsung
besteht darin, mit dem Elektronenstrahl einen feinstrukturierten
,Stempel“zu erzeugen, dessen Muster in eine hauchdiinne Kunst-
stoffschicht auf dem Wafer zu pressen und die erzeugten Eindriicke
durch UV-Licht zu verfestigen. Bei diesem Lithografieverfahren
wird auch bei feinsten Strukturen eine hohe Produktionsgeschwin-
digkeit erreicht. SUSS MicroTec hat mit Unterstiitzung der EU den
hochprazisen Nanostepper ,NPS300“ entwickelt und ist mit

diesem Gerat bestens fiir diesen Zukunftsmarkt geriistet.

Mask Aligner ,,MA200 Compact“ und Coating Cluster, ACS200*
erfolgreich

Die 2004 entwickelte Produktfamilie ,MA200 Compact“ stoRt im
Markt auf groRBe Resonanz. Da die so genannte Aufstellflache in
Reinrdumen ein sehr teures Gut ist, haben wir unser bewahrtes
Lithografie-Equipment verkleinert. Wobei die Qualitatskriterien —
hochste Genauigkeit kombiniert mit hoher Durchsatzleistung bei
gleichzeitig extrem niedrigen Betriebskosten —natiirlich bestehen
bleiben. Der ,,MA200 Compact* ist teilweise auch mit der Supra-
Yield-Technologie ausgeriistet und erreicht dann — dank intelli-
genter Temperaturkompensation und neuer Imagingtechniken —
eine Aufldsung von weniger als einem Mikrometer. In Kombina-
tion mit den voll automatisierten SUSS MicroTec Spin Coatern

werden beste Lithografieergebnisse auf den Wafern erzielt.

SUSS MicroTec-Prober machen mobil
Unser Verlangen, tiberall auf der Welt erreichbar zu sein, veran-
dert die Anforderungen, die an mobile Gerdte wie beispielsweise

Handys, Notebooks und PDAs gestellt werden. Die stetig wach-

senden Datenmengen, die tiber den Ather geschickt werden,

missen schnell und fehlerlos am anderen Ende ankommen.
Gleichzeitig soll der Stromverbrauch moglichst gering sein, um
auf Reisen die Akkus zu schonen. UMTS, wireless LAN und dessen
Nachfolger UWB sind Technologien, die diesen Anforderung

gerecht werden.

Die Markte fiir diese High-Tech-Anwendungen wachsen rapide
und SUSS MicroTec hat den Trend friih erkannt. Im Juni wurden
zwei Produkte zum Testen von Chips, die in diese Anwendungen
gehen, anlasslich der MTT-S (International Microwave Sympo-
sium, die grof3te Versammlung von Fachexperten der Testindu-
strie) auf den Markt gebracht. Der ,,SUSS Multi 1ZI Probe“, eine
Priifspitze, und ,SussCal 6“ — eine Kalibrierungssoftware — ermog-

lichen neue, prazisere und kostengiinstige Funktionstests.

Erster Auftrag fiir C4NP-Equipment

Die Testreihen auf dem C4NP-Demo-Tool in der SUSS MicroTec-
Tochterfirma in Waterbury, USA, verliefen erfolgreich und so
erhielt SUSS, wesentlich friiher als erwartet, den ersten kommer-
ziellen Auftrag fiir ein C4NP-Produktionsgerat. Der Kunde ist IBM.

C4NP ist ein neuer, von IBM entwickelter Prozess, die Lotkiigel-
chen fiir das Wafer Bumping, mittels einer vergleichsweise einfa-

chen Alternative zu den komplizierten galvanischen Verfahren,
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herzustellen. AuBerdem ermoglicht C4NP die Herstellung von
bleifreien Lotverbindungen wie sie insbesondere von europai-
schen und von asiatischen Elektronik-Herstellern gefordert
werden. IBM hat die C4NP-Technologie erfunden und SUSS
MicroTec im September 2004 damit beauftragt, das Demo-Equip-
ment fiir dieses neue Verfahren zu entwickeln.

Neue Produkte fiir den wachsenden LED-Markt

LEDs (Leuchtdioden) ersetzen mehr und mehr die traditionellen
Beleuchtungsmethoden. Sie sind kleiner, verbrauchen weniger
Energie, haben eine ldngere Lebensdauer sowie eine geringe
Heizwarmeabgabe. Beispiele fiir derzeitige Einsatzgebiete:
StraBenampeln, Riickleuchten von Oberklasse-Fahrzeugen,

AuBenbeleuchtung.

Die LED-Produzenten erwarten von den Equipment-Herstellern
Losungen, die eine Senkung der Produktionskosten und gleich-
zeitig eine schnellere Produkteinfiihrungszeit (,,time to market*)
erlauben. Im dritten Quartal hat SUSS MicroTec jeweils ein
Produkt fiir die Produktion und fiir das Testen von LEDs vorge-
stellt: Ein sehr schnelles Testsystem, das acht Devices pro Sekunde
kontaktieren kann. Jede Verkiirzung der Testzeit des einzelnen
LEDs kann zu einer insgesamt um Tage verkiirzten Testzeit einer
Charge von Wafern fiihren. Kein anderer Prober auf dem Markt
kann so schnell und gleichzeitig so genau und zuverlassig die
Funktionsfahigkeit der LEDs auf einem Wafer testen. Des
Weiteren wurde der neue SUSS MicroTec LED-Bonder auf den
Markt gebracht. Dieser kann bis zu acht Wafer-Paare gleichzeitig
miteinander verbinden — und ist damit achtmal so schnell wie
Wettbewerbsprodukte.

CONSUMER MARKETS

LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS
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Hochster Auftragseingang seit Q2/2001

Im September und Oktober hat SUSS MicroTec drei Auftrige im
Gesamtwert von liber vier Millionen US-Dollar von drei verschie-
denen, flihrenden Halbleiterherstellern fiir den Substrat Bonder
,ABC200" erhalten. Diese Cluster-Systeme werden in der Produk-
tion von MEMS-Bauteilen eingesetzt. Jeder dieser drei Auftrage
ist ein Folgeauftrag aufgrund von Kapazitatserweiterungen bei
den Kunden aus Europa, Nord-Amerika und Taiwan.

MEMS bedeutet Mikrosystemtechnik. Hierbei werden kleinste
mechanische Bauteile mit elektronischen Schaltkreisen ver-
bunden, um beispielsweise Sensoren (Airbag, ABS usw.) herzu-
stellen. Substrate Bonding ist eine Technologie, die die Her-
stellung von MEMS-Bauteilen (iberhaupt erst ermoglicht.
Vereinfacht ausgedriickt, werden hierbei zwei prozessierte Wafer
hochprazise miteinander verbunden. So werden Reifendrucksen-
soren und Mikro-Kippspiegel, wie sie fiir Projektions-Fernsehge-

rate oder Beamer benétigt werden, produziert.

Auch in China ist das SUSS MicroTec-Equipment fiir Mikrosy-
stemtechnik stark nachgefragt: Ein dort ansassiger Kunde plat-
zierte einen Auftrag im Gesamtwert von drei Millionen US-Dollar.
Er wird die SUSS MicroTec-Anlagen in der Entwicklung von neuen
MEMS-Anwendungen einsetzen. SUSS MicroTec ist seit mehr als
20 Jahren in China aktiv und hat dadurch direkten Zugang zu
diesem bedeutenden Wachstumsmarkt.

Das vierte Quartal verlief insgesamt dufRerst erfreulich. Hervorzu-
heben ist der Auftragseingang, der mit brutto 51 Millionen Euro

den hochsten Wert seit dem zweiten Quartal 2001 erreichte.

O T A S T S S A Y

EEE R TR T S I T T S

P A I I
L S T T S S A S

F o+ + F o+ F o+ F o F F o F FF o+ FoF o+ o+



22|

UNSERE STRATEGIE

SUSS ALs ,,KEY PLAYER® IM MARKT FUR HALBLEITER

Schon heute ist SUSS MicroTec einer der fiihrenden Spezialaus-
riister fiir die Chip- und Mikrosystemindustrie. Unser Anteil in
den adressierten Markten liegt bei rund 30 Prozent, im Bereich
der Mikrosystemtechnik (MEMS) sind wir fiihrend. Von dieser
Basis aus wollen wir uns zu einem ,Key Player” im Markt fir
Halbleiter weiterentwickeln und vom weltweiten Wachstum in

diesen Wirtschaftszweigen profitieren.

Um langfristig profitables Wachstum zu erreichen, setzt

SUSS MicroTec auf

» Wachstumsmarkte

« innovative Technologien mit hoher Effizienz fiir den Kunden

+ Kooperationen und ein starkes Partnernetz

« eine nachhaltige, leistungsorientierte Unternehmenskultur
(s. Kapitel ,Nachhaltigkeit)

WACHSENDER BEDARF

Alle Mérkte, fiir die SUSS MicroTec Equipment liefert, wachsen
(s. Kapitel ,,Consumer Markets*). Unser MEMS-Equipment kommt
beispielsweise in der Automobilzuliefer-Industrie, der Medi-
zintechnik und der Fertigung von Computerzubehdr zum Einsatz.
Auch der Markt fiir moderne Chipverbindung (Advanced Packa-
ging) weist dank wachsender weltweiter Beliebtheit von Note-
book, PDA, Digitalkamera und angesichts neuer Trends in der
Unterhaltungselektronik hohe Steigerungsraten auf. Unser
Know-how im Bereich Verbindungshalbleiter lasst uns vom Boom

bei LED-Beleuchtung profitieren.

Unsere Strategie ist nach wie vor darauf ausgerichtet, schnell
und flexibel auf die Herausforderungen der wachsenden Markte
zu reagieren und uns mit unserem Equipment als kompetenter

Partner der Hersteller zu positionieren.

HOHE F&E-INVESTITIONEN
Fiir alle relevanten Mérkte bietet SUSS MicroTec technologisch
hochwertige Produkte. Forschung & Entwicklung ist und bleibt

fiir SUSS von zentraler Bedeutung, um unsere Kunden in diesen

+ Kassettenstation Coater ACS300 Plus

wachsenden Markten zu begleiten, Wettbewerbsvorteile weiter

auszubauen und Entwicklungen voranzutreiben.

Jahrlich investieren wir in etwa ein Zehntel des Umsatzes in die
Entwicklung neuer Anlagen und Technologien. Denn wir wollen
uns bei neuen Trends, wie zum Beispiel dem System in Package
(SiP), Engineered Wafers und bleifreien Chipverbindungen friih-
zeitig positionieren und unsere technologische Spitzenstellung
unter Beweis stellen. Daher pflegen wir auch kiinftig unseren
traditionell hohen Verkaufsanteil an Forschungseinrichtungen
und Universitaten, wo heute die Losungen von morgen entstehen
— unter Einsatz von SUSS MicroTec-Produkten. Im Zentrum steht
dabei immer der messbare Nutzen fiir unsere Kunden. Wir ver-
bessern kontinuierlich Produkte und Service, damit unsere
Kunden noch wettbewerbsfahiger werden und ihrerseits Kosten
senken konnen. Die giinstige ,Cost of Ownership“ unserer
Produkte ist eine der wesentlichen Starken beim Ausschopfen

unserer Potenziale bei Neu- und Bestandskunden.

WACHSTUM MIT STARKEN PARTNERN

Von groRRer Bedeutung sind fiir SUSS MicroTec von jeher strate-
gische Kooperationen. Starke Partnernetzwerke wie beispiels-
weise MEMUNITY treiben die Markteinfiihrung neuer Technolo-
gien voran und erdffnen zusatzliche Vertriebskanale. Wichtig-
stes Einzelprojekt in Sachen Kooperationen ist derzeit C4NP. Mit
der neuartigen, richtungsweisenden C4NP-Technologie kann das
Advanced Packaging bleifrei und effektiver werden. SUSS entwik-
kelt derzeit —in Kooperation mit IBM —die Produktionsgerate, die
diese Prozesse dann abbilden. SUSS MicroTec erméglicht damit
seinen Kunden, Chips effizienter und umweltfreundlich herzu-

stellen.

INTERNE STARKE ALS BASIS

Die neue divisionale Unternehmensstruktur, in der Verantwor-
tung und Kompetenzen klar den einzelnen Divisionen zugeord-
net sind, kombiniert mit den im Rahmen der Restrukturierung
optimierten Unternehmensprozessen, bilden die notwendige
Grundlage zur Erreichung der Unternehmensziele. Der SUSS-Kon-
zern ist so ausgerichtet, dass effektiv an der Verwirklichung der

Unternehmensstrategie gearbeitet werden kann.
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VERANTWORTUNG FUR DAS UNTERNEHMEN

Fur die Mitarbeiter von SUSS MicroTec war das vergangene Jahr
keine einfache Zeit. Der Restrukturierungsprozess brachte
notwendige Veranderungen und stellte die Weichen fiir eine
profitable Zukunft des Unternehmens. Die ergriffenen MaR-
nahmen haben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber
auch einiges abverlangt. Im Fokus stand stets die Verantwortung
flir das Gesamtunternehmen und seine Zukunftsfahigkeit, die
Voraussetzung fiir sichere Arbeitsplatze und lohnende Kunden-

beziehungen ist.

Das Ziel war klar definiert: Moglichst zeitnah die Gewinnschwelle
auf EBIT-Niveau bei einem Umsatz von 106 Millionen Euro zu
erreichen. Dabei vertrauen wir in erster Linie auf unsere techno-
logisch fithrenden Produkte und den Ausbau unserer Position in
Wachstumsmarkten. Aber auch im Inneren muss die SUSS-
Gruppe zu den Besten gehoren. Das heif3t: Prozesse wurden
verschlankt und vereinheitlicht, um Kosten zu senken und
bessere Ergebnisse zu erzielen. Die SchlieRung des Werkes ARlar
war hierfiir ein notwendiger Schritt. Wir konzentrieren unsere
Krafte auf das, was Mehrwert fiir den Kunden bringt. Die Liefer-
zeiten und Herstellungskosten unserer Produkte werden durch
Modularisierung und Standardisierung weiter gesenkt.

Unter den nunmehr geschaffenen Voraussetzungen kann
SUSS MicroTec kiinftig im Sinne des Shareholder Value wieder
profitabel wirtschaften und somit auch langfristig Arbeitsplatze

sichern.

FORDERN UND FORDERN

Zu den Besten gehéren heilRt aber auch: SUSS MicroTec investiert
in die Leistungsfahigkeit und Motivation der Mitarbeiter. Wir
liberpriifen regelmaRig den Aus- und Weiterbildungsbedarf in
allen Abteilungen. Auf Basis dieser Ergebnisse entstehen dann
konkrete Forderaktivitaten. Schwerpunkt in den vergangenen
Monaten war die Fiihrungskrafte-Entwicklung. Im Aufbau
befindet sich eine Weiterbildung fiir effizientes Projektmanage-
ment, an der 110 unserer Mitarbeiter teilnehmen werden. Uber
ein Incentive-System motivieren wir die Mitarbeiter, bestellte
Maschinen schnellstméglich und exakt nach Kundenwunsch
auszuliefern. Zur Sicherung des Nachwuchspersonals arbeitet

CONSUMER MARKETS

LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS

SUSS MicroTec erfolgreich mit Hochschulen und Forschungsein-
richtungen zusammen. AuBerdem bildet SUSS MicroTec jedes
JahrJugendliche in den Berufen Industriekaufmann und Mecha-

troniker aus.

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT

Mit unseren Produktinnovationen leisten wir einen messbaren
Beitrag zum Umweltschutz. Wahrend in der SUSS-eigenen
Produktion kaum umweltbelastende Stoffe anfallen, setzen
unsere Kunden in der Produktion von Halbleitern und Mikrosy-
stemen zahlreiche chemische Stoffe ein. SUSS MicroTec hat
bereits in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass diese
Produktionsprozesse immer schneller, effizienter und damit auch
ressourcenschonender vonstatten gehen und so einen Beitrag

zum Umweltschutz leisten.

Zunehmendes Umweltbewusstsein fiihrt auch dazu, dass blei-
haltige Elektronikprodukte durch bleifreie ersetzt werden. Daher
entsteht bei den Produzenten ein grofRes Interesse, auch blei-
freie Komponenten herstellen zu kénnen. Im September 2004
hat SUSS MicroTec mit IBM ein Abkommen geschlossen, dass
SUSS das Equipment fiir den neuen C4NP-Prozess entwickelt,
produziert und vertreibt. Der von IBM entwickelte C4NP-Prozess
erlaubt die bleifreie Verarbeitung von Chips. Diese Technologie
kann in den ndchsten Jahren zu einem Wachstumsmotor von
SUSS Micro Tec werden.

SUSS MicroTec Produkte werden beispielsweise in der Automo-
bilzuliefer-Industrie bei der Produktion von Sensoren eingesetzt,
die nachhaltig die Sicherheit im StraBenverkehr erhohen: Airbags
und Antiblockiersysteme sorgen dafiir, dass die individuelle
Mobilitat immer sicherer wird. Aber auch intern spielt die Arbeits-
sicherheit eine wichtige Rolle: In Zusammenarbeit mit der Berufs-
genossenschaft werden die Mitarbeiter der SUSS MicroTec regel-
maRig zum Thema ,Sicherheit am Arbeitsplatz“ geschult. Die
Reinrdume entsprechen den anspruchsvollen Sicherheitsstan-
dards, so dass das Arbeiten mit gefdahrlichen Chemikalien so risi-
koarm wie moglich geschehen kann. Fiir den Notfall sind Mitar-

beiter auch in spezifischen Erste-Hilfe-MalRnahmen ausgebildet.
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SUSS MIcROTEC-PRODUKTE

+ COATER

BESCHICHTUNGSGERAT

Coater verteilen einen fotoempfindlichen
Lack auf dem Wafer. Die SUSS MicroTec-
Spin Coater sind auf dicke Fotolacke, die
auf Wafer aufgebracht werden, speziali-
siert. Die Spray Coater bespriihen ein
Substrat und kénnen dadurch sogar drei-
dimensionale Strukturen gleichmaRig
belacken.

+ SUBSTRAT BONDER

VERBINDUNGSGERAT

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder
mehr duferst prazise zueinander ausge-
richtete Substrate, meist Wafer, durch
Loten, Kleben oder andere physikalisch-
chemische Verfahren miteinander. Viele
MEMS-Bausteine benétigen diesen Pro-
zessschritt. Erst dann unsere Airbags,
Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tin-
tenstrahldrucker etc. funktionieren.

+ MASK ALIGNER

BELICHTUNGSGERAT

Mask Aligner richten eine Glasmaske
submikrometergenau zu einem Wafer
aus. Das mikroskopische Bild auf der Glas-
maske wird mittels Belichtung auf den
belackten Wafer iibertragen.

+ DEVICE BONDER

VERBINDUNGSGERAT

Im Gegensatz zum Substrat Bonder
verarbeitet der Device Bonder bereits
vereinzelte elektonische Bauteile. Das
heilt, er integriert mit hochster Genau-
igkeit die aus einem Wafer heraus ge-
sagten Devices in eine Baugruppe, die
dann zum Endprodukt weiter verarbeitet
wird.

+ DEVELOPER

ENTWICKLUNGSGERAT

Developer I6sen mit Hilfe von Chemika-
lien das zuvor vom Mask Aligner erzeugte
Abbild aus der fotoempfindlichen Schicht
auf dem Wafer heraus. Der gesamte Pro-
zess ist mit dem des Fotografierens mit
einer konventionellen Kamera gut zu ver-
gleichen: Auf dem Film ist ein fotoem-
pfindliches Material, das beim ,,Knipsen“
belichtet und anschlieBend entwickelt
wird.

+ PROBER

S

TEST- UND PRUFSYSTEME

Prober fiihren individuelle analytische
Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von
Mess-Spitzen werden elektrische Signale
von mikroskopisch kleinen Strukturen
innerhalb des Chips aufgegriffen und
ausgewertet. Oder Belastungstests mit-
tels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kilte
zeigen, ob die Chips den Anforderungen
gerecht werden und weisen friihzeitig
auf Fehler hin. Der modulare Aufbau
unserer Prober macht diese duRert flexi-
bel, was insbesondere in Entwicklungs-
projekten sehr geschatzt wird.
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SUSS MICROTEC MACHT DAS LEBEN LEICHTER

Technische Neuerungen erhdhen Jahr fiir Jahr unseren Lebens-
standard, machen unser Leben kommunikativer, mobiler,
sicherer und komfortabler. Die SUSS Micro-Tec-Produkte werden
in der Produktion von Chips und Mikrosystemen eingesetzt, die
dann in die nachfolgend aufgefiihrten Endgerdte eingebaut
werden. Insofern ist die Entwicklung der Markte dieser Endpro-
dukte ein wichtiger Indikator fiir den kiinftigen Bedarf an SUSS
MicroTec-Anlagen. SUSS-Equipment wird hauptséchlich in den
drei Wachstumsmarkten ,,moderne Chipverbindung/ Advanced
Packaging”,,Mikrosystemtechnik“ und, Verbindungshalbleiter”
benétigt.

Das Advanced Packaging wird von der Chip-Industrie eingesetzt.
Und diese wird, Marktexperten zufolge, bis 2008 ein jahrliches
Durchschnittswachstum von 9,5 Prozent aufweisen. Wachstums-
motor bei den Endgeraten werden den Erwartungen gemaR PCs
und Notebooks, gefolgt von Digitalkameras, PDAs und MP3-
Playern sein. Die Markte fiir PCs, Notebooks und Server sollen
jahrlich rund 10 Prozent wachsen. Der Handy-Markt rund

vier Prozent jahrlich.

Die Unterhaltungsindustrie gibt der Elektronikindustrie zu-
satzlichen Schub: Die Nachfrage nach Digitalcameras und DVD-
Player soll rund 8 Prozent, nach Spielkonsolen rund 5 Prozent
wachsen. Ein noch groReres Wachstum wird DVD-Recordern und

Beamern vorhergesagt.

Die Mikrosystemtechnik ist vor allem die Welt der Sensoren.
Allein die Wachstumsraten fiir Antiblockier- und Navigationssy-

steme via GPS werden von Branchenexperten (Yole Develop-

ment) mit rund 10 Prozent bis 2010 geschatzt. Tintenstrahl-
druckern wird ein weiteres Wachstum ca. 20 Prozent vorherge-

sagt.

Auf dem Markt der Verbindungshalbleiter ist fiir SUSS insbeson-
dere folgendes Segment interessant: Der LED-Markt (Leucht-
dioden) soll bis 2007 um durchschnittlich 28 Prozent jahrlich
wachsen.

Das groRe deutsche Wirtschaftsmagazin ,,Wirtschaftswoche*
kiirte Ende 2005 zehn Technologien, deren Siegeszug quer durch
alle Bereiche unseres Alltags verlduft — darunter Leuchtdioden
(LEDs), hochauflésendes HDTV-Fernsehen, Navigationssysteme
in Handys und Fahrerassistenzsysteme in Mittelklasseautos. An
der Entwicklung und Herstellung all dieser Innovationen sind

Produkte und damit Know-how von SUSS MicroTec beteiligt.

In modernen, entwickelten Lindern kommt jeder Mensch taglich
mindestens einmal mit einem Produkt in Berlihrung, das mit
Hilfe von SUSS-Equipment gefertigt wurde. Elektronische Geréte,
die dutzendfach in jeden Haushalt Einzug gehalten haben,
werden nach immer kiirzeren Lebenszeiten ausgetauscht und
sollen immer mehr leisten. Entsprechend groBer werden die
Einsatzmoglichkeiten fir Halbleiter (Chips) und Mikrosysteme
(MEMS) und entsprechend wichst die Nachfrage.,,SUSS inside*
gilt zum Beispiel fiir viele Handys, Flachbildschirme, MP3-Player,
Reifendrucksensoren, Motorsteuerung, Airbag, Blutzuckermess-
gerate, Navigationsgerdte, Leuchtdioden (LEDs) und Wireless
Networks (WLAN, Hotspots, Bluetooth). Als fiihrender Spezial-
ausruster beliefern wir die Hersteller von Chips, Mikrosystemen
(MEMS) und Verbindungshalbleiter mit Maschinen und Anlagen
zur Produktion. Die Produkte unserer Kunden kommen im
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Wesentlichen in vier dynamisch wachsenden Markten zum

Einsatz:

Produkt:
Mobilitat und Sicherheit Airbagsensoren, Abstands- oder

Markt:

H Entfernungsmelder, Elektronische
Stabilitats-Kontrolle (ESP), Tempera-
tursensoren, Positionssensoren
(GPS), Drucksensoren (Reifendruck),
Niveauregulierung, Bewegungs-
sensoren (fur Diebstahlsicherung),

BlutzuckermeRgerate (Lab on a Chip)

Biiro- und Kommunika- : Desktop-Computer, Notebooks,
PDA, Handy, Tintenstrahldrucker

DVD-Player, DVD-Recorder, Video-

tionsausstattung

Unterhaltung
und Spielekonsolen, Digitalkameras,
Digitalcamcorder

LED

Beleuchtung

SICHER UND MOBIL

Mikrosystemtechnik (MEMS) kommt in vielen technischen
Alltagsanwendung zum Einsatz. Dem bloRen Auge bleibt diese
Welt verschlossen, denn ein Mikrometer entspricht gerade
einmal einem tausendstel Millimeter und ein Mikrosystem ist
oft nur 30 Mikrometer grol3 — das entspricht dem Durchmesser
eines menschlichen Haares. Unser Leben sahe ohne MEMS
anders aus. Im Auto beispielsweise sorgen Mikrosysteme in
Sensoren fiir einen im Notfall funktionierenden Airbag. Oder sie
wirken in einem Einparksystem fiir unfallfreies Einparken. Anti-
blockiersystem und Navigationssysteme via GPS sind weitere

Anwendungen.

+ Operator am MA300

Leben retten kann Mikrosystemtechnik in Blutzuckermessge-
raten von Diabetikern und der Einsatz in DNA-Analysen oder
biometrischen Erkennungsmethoden sorgt fiir mehr Sicherheit
und eine wirkungsvollere Kriminalitatsbekampfung. Aber auch
in der Biiroausstattung bestehen Einsatzméglichkeiten, die das
Leben leichter machen, z. B.durch MEMS gesteuerte Tintenstrahl-
drucker. Auch moderne Beamer, mit deren Hilfe sich immer mehr
Menschen zu Hause ihr Heimkino aufbauen, funktionieren nur

dank Mikrosystemen.

In 2005 haben wir rund 35 bis 40 Prozent unseres Umsatzvolu-
mens aus dem MEMS-Markt generiert. Die Mikrosystemtechnik
ist, neben dem Advanced Packaging, der wichtigste Markt fir
SUSS MicroTec. Wir bieten das mit Abstand umfassendste Equip-
ment fiir den MEMS-Markt: Mask Aligner, Spin Coater, Wafer-
Bonder und Prober. Und an der Zukunft wird schon geforscht:
Heute rollen Autos fast auf den gleichen Pneus wie vor 50 Jahren.
Dabei konnten gerade im Reifen zahlreiche interessante Para-
meter erfasst werden. Neben Temperatur und Druck ware die
Erfassung von Drehzahl, Geschwindigkeit, Giermoment, Traktion
oder beginnenden strukturellen Veranderungen der Karkasse
denkbar - intelligente Reifen sozusagen. In den USA ist die
elektronische Reifendruckkontrolle bereits Pflicht. Fiir Automo-
bilzulieferer und Reifenhersteller heif3t dies, ihre Entwicklungen
mit Hochdruck voranzutreiben. Ein innovatives und bereits
serienreifes Reifeniiberwachungssystem erméglicht, dass im
Reifen angebrachte Sensoren beispielsweise mit Empfangsge-
raten einer Tankstelle kommunizieren. Dann konnten Autofahrer
auf einem Display an der Zapfsaule ablesen, ob und exakt welche
Luftdruckkorrekturen sie rechtzeitig vornehmen sollten — mit

schénem Gru vom , Intelligenten Reifen®.
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SCHNELLER UND KLEINER

Bei der modernen Chip-Verbindung (Advanced Packaging) geht
es darum, Halbleiter platzsparend und direkt, mit hoher
Anschlussdichte und geringen Leitungswiderstanden mit der
AuRenwelt (beispielsweise der Platine) zu verbinden. Es gilt, eine
moglichst hohe Chip-Dichte zu erzeugen, um Endprodukte wie
Handys, Notebooks, Digitalkameras oder PDAs immer leistungs-
fahiger und hochwertiger zu machen. ,Schneller und kleiner”
lautet das Motto. Obwohl die Gerate immer starker Miniatur-
format annehmen, leisten ihre Prozessoren immer mehr. Das
geht nur, weil dank ausgefeilter Produktionsprozesse ein Chip
immer mehr Schaltkreise enthalt. Waren 1971 erst 2.300 Transis-
toren auf einem Halbleiter, zahlte man in den go-er Jahren
bereits zwischen drei und zehn Millionen. Heute ist diese Zahl auf
95 Millionen angestiegen. Auch die Verbindung zwischen Chip
und AuRenwelt, das Advanced Packaging, muss direkt und platz-
sparend sein, da mit kiirzeren Verbindungen der Prozessor

schneller und vor allem auch stérungsfrei arbeiten kann.

SUSS MicroTec beliefert viele Schwergewichte der Halbleiter-
branche mit Mask Alignern, Spin Coatern und Probern. Kiinftig
soll auch das C4NP-Equipment in dieses Marktsegment geliefert
werden. Einzigartig ist C4NP (Controlled Collapse Chip Con-
nection — New Process) weil die Effizienz fiir das Wafer-
Bumping, dem wesentlichen Fertigungsschritt beim Advanced
Packaging, weiter gesteigert werden kann. AufRerdem kann das
Verfahren zu 100 Prozent bleifrei durchgefiihrt werden (s. auch
Kapitel Nachhaltigkeit). SUSS entwickelt derzeit das Equipment
fir eine komplette C4NP-Produktionslinie.

VOLLER DURCHBLICK

Ein weiterer Markt fiir SUSS MicroTec sind Verbindungshalbleiter.
Wie der Name schon sagt, setzen sie sich aus verschiedenen
Elementen zusammen. Das fiir SUSS derzeit interessanteste
Endprodukt dieses Markts sind die LEDs (Light Emitting Diods /
Leuchtdioden). Sie sind besonders hell, verbrauchen wenig
Energie und halten sehr viel langer als konventionelle Gliih-
birnen. LEDs wandeln elektrischen Strom mit sehr hoher Effi-
zienz in Licht um. In zehn bis 15 Jahren, so prognostiziert die
Fordergemeinschaft Gutes Licht, ist die LED ,alleiniger Spitzen-
reiter unter den effizienten Lichtquellen“. Entsprechend haufig
kommen sie schon zum Einsatz — als Bremslichter und Innen-
raumlampen im Auto, in Verkehrsampeln, in vielen Handy-

Displays und -Tastaturen aber auch im Kamerablitzlicht.

GroRbildschirme, etwa flir Open-Air-Sportiibertragungen, und
Flachbildschirme strahlen dank LEDs heller und pragnanter. Auch
hier gibt es eine umweltfreundliche Komponente: Der geringe
Energieverbrauch schldgt sich in einer wesentlich geringeren
Warmeabgabe der LEDs nieder. Die Folge: Der vermehrte Einsatz
bei Aulenbeleuchtung beispielsweise in GroRstadten, fiihrt zu

einer geringeren Erwarmung der Atmosphare.

SUSS MicroTec ist bei der Herstellung von LEDs mit allen Produkt-
linien vertreten. Wichtigster Prozessschritt ist hierbei die Fotoli-
thografie, entsprechend nachgefragt sind Mask Aligner. Mit der
Integration von Spin Coater, Mask Aligner und Developer zu
einem Paket deckt der Kunde drei wichtige Herstellungsschritte
ab und kann so seine Kosten deutlich senken. Aber auch die
Qualitatskontrolle gewinnt an Bedeutung, was den Bedarf an

speziellen Probern erhoht.
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Auswahl ist, umso besser funktionieren die Gerate, in die die

Chips eingebaut werden.
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Vom HF-Prober...



...uber den Chip...

Mobil erreichbar zu sein, wann immer man es
wiinscht. Eine spontane Anderung des ausgemachten
Treffpunkts, ein Hilferuf im Notfall, SMSen oder sogar
fotografieren - mittlerweile ganz normaler Alltag.
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KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT zUM 31. DEZEMBER 2005

1. KONZERNSTRUKTUR UND GESCHAFTSTATIGKEIT
Der SUSS MicroTec Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und
Priifsysteme fiir die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-

systemtechnik.

Als Zulieferer von Systemlosungen fiir die Halbleitertechnik ist
die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie fiir
den Labor- und den Produktionsbereich tatig. Wachstumsstarke
Marktnischen bilden die Tatigkeitsschwerpunkte und férdern die
innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspo-
tenzial fiir zukunftsorientierte Markte und Anwendungen. Im

Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von

Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekom-

munikation und der optischen Dateniibertragung.

GroRere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzel-
geraten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern
Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und

nutzt.

Der Konzern ist in 5 Segmente eingeteilt, wobei das Segment
Sonstige aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die
jeweils getrennt geleitet werden.

KONZERNHOLDING

Segment Lithografie

| | Segment Substrat Bonder | | Segment Device Bonder | | Segment Test Systeme | |

Segment Sonstige

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesell-
schaft, der SUSS MicroTec AG, als Management- und Finanzie-
rungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der
Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den
Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produk-
tionstatigkeiten oder auch lokale Vertriebstatigkeiten fiir den
Konzern organisiert. Die Gruppe verfiigt liber Standorte unter

anderem in Deutschland, den USA, Frankreich, China und Taiwan.



Rechtliche Struktur des Konzerns:

LAGEBERICHT

> KONZERNSTRUKTUR

> UNTERNEHMENSSTEUERUNG

100 % 100 % 100 % 85% 100 % 50 % 100 %
SUUSS MicRoTEC AG st:ix:t:;‘re( SUSS MicroTec SUSS MicroTec SuUss Image SUSS MicroTec SUSS
e —— ’ Equi men{: Lithography S.AS., MicroOptics S.A., Technology Inc., Test Systems MicroTec Inc.,
b ingen GmbH, Garching St. Jeoire Neuchitel Palo Alto GmbH, Dresden Waterbury
3
53,1% 50%
100 %
100 %
100 % 100 % 100% 100% 49% B Muttergesellschaft
: D Produktionsgesellschaft
SUSS MicroTec SUSS MicroTec SUSS MicroTec SUSS MicroTec SUSS MicroTec
(Taiwan)
Company Ltd Company Lid., Ltd., KK, Company Ltd., Vertriebsgesellschaft
. ) -
Hsin Chu Shanghai Wokingham Yokohama Bangkok Vorratsgesellschaft und

Geringfiigige Beteiligungen: ZTS Glaubitz (10 %)
Electron Mec. S.r.L., Milano (10 %)
Holtronic Techn. S.A. Marin, Helvetia (10 %)

Die Vergiitung der Mitarbeiter erfolgt insbesondere bei Leitungs-
funktionen durch die Aufteilung in fixe und variable Gehaltsbe-
standteile. Die variablen Gehaltsbestandteile orientieren sich in
der Regel an der Erreichung personlicher und finanzieller Ziele,
die jeweils jahrlich neu festgelegt werden. Ein bestimmter Kreis
von Mitarbeitern nimmt zudem am Aktienoptionsplan des

Konzerns teil.

Die Bezlige des Vorstandes enthalten ebenfalls fixe und variable
Bestandteile. Als fixe Verglitung erhalten die Vorstandsmitglieder
monatliche Gehaltszahlungen, Zuschiisse zur Sozialversicherung

sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmoglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergiitung erhalten die Vorstandsmit-
glieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten
Zielen orientiert. Eine nachtragliche Anderung der definierten
Ziele ist ausgeschlossen.

strategische Beteiligung

Die Beziige bestehen zudem aus einer variablen Vergiitungs-
komponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung

in Form eines Aktienoptionsplans.

2. UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am
Auftragseingang, Umsatz und dem Auftragsbestand der ein-
zelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor
allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge
(Umsatz abziiglich der Herstellkosten) sowie des Net Operating
Profit gemessen. Der Net Operating Profit eines Segmentes stellt
innerhalb des Konzerns den Rohertrag abziiglich der zugeord-
neten Kosten fiir Verwaltung, Vertrieb, Forschung und Entwick-

lung sowie sonstige zuordenbare Kosten und Ertrage dar.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash-Position (Fliissige
Mittel abziiglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steue-

rungsgrofRe fiir die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.
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Die Steuerungskennzahlen haben sich teilweise deutlich veran-
dert, da die Konzernrechnungslegung mit Abschluss des Ge-
schaftsjahres 2005 von US-GAAP auf IFRS umgestellt wurde. Aus
diesem Grund ergeben sich bei wesentlichen Bilanz- und Ergeb-
niskennzahlen Veranderungen im Vergleich zu fritheren Verof-
fentlichungen. Die Umstellung beinhaltet auch das Vorjahr 2004,
so dass die Vergleichszahlen unter Zugrundelegung gleicher
Pramissen erstellt wurden. In der Konsequenz werden somit die
nachstehend genannten Vorjahreszahlen ebenfalls nicht mit den
Werten des Geschaftsberichtes 2004 oder den Werten fiir 2004
in den Berichten zu den ersten drei Quartalen 2005 identisch
sein. Nahere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte dem Anhang

zum Konzernabschluss.

SUSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Nischen in der
Industrie der Halbleiterausriister als Strategie. Wir wollen durch
eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in
den relevanten Markten agieren. Partnerschaften mit fiihrenden
Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen,
dass wesentliche Trends oder zukunftstrachtige Technologien
stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale fiir SUSS
MicroTec Uberpriift werden. Im Vordergrund steht dabei organi-
sches Wachstum; nur im Falle interessanter Technologien oder
sinnvoller Komplementarprodukte wird auch externes Wachstum

in Betracht gezogen.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten sind von essen-
zieller Bedeutung fiir die Zukunftsfahigkeit sowohl der beste-
henden als auch zukiinftiger Produkte. Sie stellen fiir unser

Unternehmen Investitionen in die Zukunft dar.

Unsere Branche ist, obwohl vieles auf die Entwicklung zu einer
reiferen Industrie deutet, nach wie vor sehr F&E-intensiv. Auf der
einen Seite erzwingen neue Endprodukte mit sehr hohen Wachs-
tumsraten — wie zum Beispiel Leuchtdioden (LED) — neue Maschi-

nentypen. Auf der anderen Seite nimmt der Wettbewerb um die

Kostenfiihrerschaft unter unseren Kunden zu. Dieser Wettbe-
werb fiihrt dann auch zu einem Preisdruck bei den von uns zu
liefernden Maschinen. Wer als Maschinenlieferant in diesem
Umfeld bestehen will, muss seinen Kunden die ,produktivere”
Maschine anbieten kdnnen, nicht zwangslaufig die ,billigere:
Hohe Qualitat, Zuverldssigkeit —in der Branche durch den Begriff
,machine uptime® beschrieben — und hoher Durchsatz sind

wichtig flir unsere produzierenden Kunden.

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt unserer F&E-Tatigkeit
klar bei der Entwicklung der Tools fiir die C4NP-Produktionslinie.
Hierzu wurde die Entwicklung der einzelnen Tools auf diejenigen
Standorte verteilt, die in ihrer jeweiligen Kernkompetenz den
einzelnen Entwicklungszielen am nachsten waren. Durch diese
Parallelisierung konnte die Entwicklungszeit bis zu einem markt-
reifen Produkt (,time-to-market“) fur die C4NP-Pilotlinie
entscheidend verkiirzt werden. Im zweiten Schritt erfolgt nun
die Integration der einzelnen Tools zu einer C4NP-Produktions-
linie in unserem Standort in Waterbury, Vermont in den USA.
Dort wurde fiir dieses bedeutende Vorhaben eine eigene
Entwicklungsabteilung mit hoher eigener Entscheidungskom-

petenz geschaffen.

Daneben haben wir vorrangig Entwicklungen betrieben, die der
mittel- und langfristigen Sicherung der Margen dienen. Dazu
wurden besondere Anstrengungen bei der Standardisierung und
Modularisierung unserer Produkte unternommen: Nach einem
grundlegenden internen Assessment der in unseren Maschinen
verwendeten Steuerungskonzepte wurde ein neues System
entwickelt, das als Basis fiir die kommenden Maschinengenera-
tionen dienen soll. Neben einer klassischen PLC-Steuerung auf
Maschinenebene wurde ein ,intelligenter” Uberbau auf PC-
Ebene programmiert, der die komplexen Funktionen wie Rezep-
tierung von Prozessen, Robot Vision und Kommunikation im
Netzwerk kontrolliert. Somit wurden die Eigenschaften ,hochste
Zuverlassigkeit” und ,uneingeschrankte Flexibilitat“ in eine gute

Synthese gebracht.



Im Zusammenhang mit diesem Projekt wurde durch die Einfiih-
rung des Produktions-Mask Aligners MA200 compact das gesam-
te,in Jahrzehnten erlernte Know-how unseres Segmentes Litho-
grafie in eine moderne Produktfamilie verdichtet. Diese zeichnet
sich nun durch einen modularen Aufbau, die Verwirklichung des
neuen, standardisierten Steuerungskonzepts und die daraus
resultierende hohe Produktivitat aus. Diese modulare Produkt-
familie ersetzt die bisherige Variantenvielfalt, ohne Liicken im

Angebot entstehen zu lassen.

Ahnliche Arbeiten wurden fiir die Bond Cluster durchgefiihrt,
mit denen wir bei den Herstellern immer erfolgreicher werden.
Fur den stark wachsenden Markt Leuchtdioden (LED) wurde
zusatzlich eine neue Variante des Substrat Bonders bereitgestellt.
Die fiir die Herstellung von LEDs benétigten Wafer basieren nicht
auf Material aus nur einem chemischen Element — dem hoch-
reinem Silizium —sondern auf sogenannten Verbindungshalblei-
tern von Typ III-V oder I-VI. Beispiele dafiir reichen von Gallium-
Arsenid (GaAs) oder IndiumPhosphid (InP) bis hin zu vier chemi-
schen Elementen wie zum Beispiel InGaAsP als einem soge-
nannten quaternaren Halbleiter. Diese Wafer sind sehr teuer und
konnen nur in kleinen Durchmessern gefertigt werden, typischer-
weise bis 2 Zoll (51 mm). Werden diese kleinen Wafer in Substrat
Bondern verarbeitet, so ist es wiinschenswert, bei jeder Bela-
dung des Bonders gleich mehrere dieser kleinen Wafer zu prozes-
sieren. Der von uns entwickelte neue LED-Multibonder erlaubt es,
acht Wafer mit 2 Zoll Durchmesser in einem Arbeitsgang zu
prozessieren. Dies ist fiir die LED-Hersteller, die aufgrund ihrer
hohen Stiickzahlen an einem hohen Durchsatz interessiert sind,
ein groBer Vorteil bei der Produktivitat.

Schlieflich arbeiten wir weiterhin auch an mehreren Projekten
im Bereich Nanotechnologie. Fiir die Zukunftstechnologie ,Nano-
imprinting“ konnten wir bereits den aus der Device Bonder Tech-
nology abgeleiteten Nanostepper NPS300 weitgehend fertig
stellen. Dieses Projekt wurde und wird immer noch iiber EU-

Fordermittel nachhaltig unterstiitzt: So konnten wir bei liber-
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schaubarer eigener Investition bereits zwei international renom-
mierten Forschungseinrichtungen Maschinen fiir die Entwick-
lung kiinftiger Fertigungsprozesse zur Verfiigung stellen. Das
wird uns ermoéglichen, an einem Innovationsmarkt zu partizi-
pieren,wenn die neuen Technologien in nicht allzu ferner Zukunft
Eingang in die Produktion von Halbleiter- und Nanosystempro-
dukten finden.

F&E-Ausgaben im Jahresvergleich
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im Jahresvergleich nahezu unverandert. Der deutliche Anstieg
der Aktivierung von Entwicklungsleistungen ist groBtenteils auf
das Projekt C4NP zuriickzufiihren. Aufgrund des hoheren
Umsatzes in 2005 blieb die Quote (in Prozent vom Umsatz)

unverandert bei 7,6 %.

Die Mitarbeiterzahl im Bereich F&E und Prototyping belief sich
zum Jahresende 2005 auf 112 Personen (+8,7 % gegeniiber 2004).
Unsere Absicht ist, nicht nur diese fiir unsere Zukunft so entschei-
dende Mitarbeitergruppe zu starken, sondern zusatzlich auch in

die Applikations- und Prozessentwicklung zu investieren.
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4. UBERBLICK UBER DEN GESCHAFTSVERLAUF

Im abgelaufenen Geschaftsjahr 2005 befand sich die Weltwirt-
schaft weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad. Sie wuchs
um rund 4 %, getrieben vor allem durch die weiterhin positive
Entwicklung in Asien. Aufgrund dieser Daten gehen wir davon
aus, dass sich das Konsumklima im Vergleich zu 2004 nicht

wesentlich gedndert hat.

Die fiir uns relevanten Markte entwickelten sich unterschiedlich.
So stieg der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Vergleich zum
Vorjahr um rund 8 %. Die Industrie der Halbleiter-Ausriister
jedoch musste einen Umsatzriickgang von 11% (Quelle: SEMI)
verzeichnen. Die Umsatzentwicklung unseres Unternehmens
zeigte in 2005 erneut, dass SUSS nicht direkt von den Zyklen der

Halbleiter-Ausrister-Industrie abhangt.

So waren nach den ersten neun Monaten des Jahres 2005 sowohl
der kumulierte Umsatz als auch der Auftragseingang jeweils
unterhalb der Vorjahreswerte. Erst ein auRerordentlich starkes
viertes Quartal, in dem sowohl die Auslieferungen als auch die
Auftragseingdnge deutliche Steigerungsraten aufwiesen, fiihrte

letztlich zu jeweils héheren Werten im Gesamtjahresvergleich.

Hinsichtlich der Wahrungsentwicklung sind die Effekte auf
Umsatz und Auftragseingang vernachldssigbar. Der verwendete
Durchschnittskurs veranderte sich nur geringfiigig. Jedoch
ergaben sich aufgrund des deutlich starkeren US-Dollars zum
Bilanzstichtag (1,18 USD / 1,00 EUR zum 31.12.2005 gegeniiber
1,36 zum 31.12.2004) splirbare Buchgewinne.

Umsatze und Auftragslage der Segmente

Der bereits in 2004 begonnene positive Trend bei Auftragsein-
gang und Umsatz wurde somit auf Gesamtjahressicht fortge-
setzt. Fiir den hohen Auftragseingang im vierten Quartal 2005
waren unter anderem folgende Einzelauftrage bzw. Marktbeson-
derheiten, die erwartungsgemaR nicht permanent und nach-
haltig wiederkehren, verantwortlich:

+ GroRauftrag fiir Advanced Packaging 5,7 Mio. EUR

- Ersatzinvestition GroRBkunde 3,2 Mio. EUR

« Device Bonder 3,2 Mio. EUR

- GroRauftrage fiir Substrat Bonder 3,3 Mio. EUR

Auftragseingang nach Segmenten
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Zusammenfassend waren fiir das Wachstum beim Auftragsein-
gang von 122,4 Mio. EUR auf 135,6 Mio. EUR (+10,8 %) auf Gesamt-
jahressicht vor allem C4NP (enthalten im Segment , Sonstige*)
sowie die Erholung bei den Segmenten Substrat Bonder und
Device Bonder verantwortlich. Die Entwicklung innerhalb der

Segmente wird an anderer Stelle niher erlautert.



Umsétze nach Segmenten
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Die Steigerung der Umsatze im Segment Lithografie beruht im
Wesentlichen auf den Zuwachsen bei den Coatern, wobei sich
hier insbesondere die Produktlinie der halbautomatischen Spin
Coater (Produktlinie ,Gamma*“) seit nunmehr zwei Jahren als
sehr wettbewerbsfihig darstellt. Bei den anderen Segmenten
entwickelten sich die Umsatze annahernd wie im Vorjahr, was auf
eine relativ unverdnderte Investitionsbereitschaft innerhalb

unserer Markte im abgelaufenen Geschaftsjahr hindeutet.

Umsatze und Auftragslage in den Regionen

Bei der Betrachtung der Regionen gab es Verschiebungen. Europa
und Nordamerika entwickelten sich im Jahresverlauf positiv,
wahrend Asien und Japan insbesondere beim Umsatz hinter dem
Vorjahr zuriick blieben. Typischerweise sind die Markte schwer-

punktmaBig in folgenden Regionen vertreten:

* Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter: Europa, Nord-
amerika und Japan
- Test Systeme: Europa und Nordamerika

- Advanced Packaging: Sonstiges Asien
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Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass mit regionalen Verschie-
bungen bei der Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz
nicht zwingend eine Verschiebung innerhalb unserer Zielmarkte
verbunden ist. Das hangt damit zusammen, dass global agie-
rende Kunden in allen Regionen Fabriken installiert haben. Daher
zeigen Anderungen in der regionalen Verteilung nur auf, wo die
Investitionen stattfanden. Wir gehen davon aus, dass sich inner-
halb der adressierten Mirkte insgesamt keine wesentliche Ande-

rung im Vergleich zum Vorjahr eingestellt hat.

Entwicklung der Auftragseingange nach Regionen
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Bei der Umsatzentwicklung gab es dagegen signifikante Ver-
schiebungen innerhalb der Regionen. In Europa und Nordame-
rika konnten die Umsatze im Jahresvergleich deutlich gesteigert
werden. In Asien (ohne Japan) blieb der Umsatz im Jahresver-
gleich zuriick. Dies fiihren wir auf die Fokussierung auf Produk-
tionsmaschinen in dieser Region zuriick, die hohere Volatilitaten
erzeugt. Denn wahrend in den anderen Regionen die kleineren
und manuellen Systeme einen permanenten und laufenden
Umsatzbeitrag liefern, ist dies in dieser Region nur zu kleineren
Teilen der Fall. Im Jahr 2005 wurden auch in dieser Region
mehrere Auftrage erst zum Ende des Jahres akquiriert bzw.
Maschinen erst spat im Jahr geliefert, und wurden somit
aufgrund fehlender Abnahme durch den Kunden nicht mehr

umsatzwirksam.
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In Japan ging der Umsatz um mehr als die Halfte zuriick. Dies
hing einerseits damit zusammen, dass zum Jahresende 2004 das
Auftragsbuch relativ stark ausgekehrt wurde. Andererseits wurde
mehr als ein Drittel des Auftragseingangs 2005 in Japan erst im
vierten Quartal realisiert. Wir gehen nicht von einer Anderung
bzw. Verschlechterung des Markt- und Konkurrenzumfeldes fiir
unser Unternehmen in Japan aus, da der Auftragseingang nur

unwesentlich unterhalb des Vorjahreswertes blieb.

Entwicklung der Umsétze in den Regionen
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Auftragsbestand in der Gruppe

Das Verhaltnis zwischen neu eingegangenen Auftragen und reali-
sierten Umsatzen, die sogenannte Book-to-bill Ratio, lag 2005
bei 1,15 (2004: 1,10). Wesentlicher Sondereffekt in 2004 war eine
Wertberichtigung in Hohe von 4,3 Mio. EUR fiir eine Position, bei

der wir nicht von einer Lieferung in 2005 oder 2006 ausgehen.

Der Auftragsbestand enthalt iiblicherweise Auftrage, die in den
kommenden 5 bis 9 Monaten umsatzwirksam werden. Diese Zeit-
spanne beinhaltet neben der reinen Produktionszeit (in der Regel
bis zu 6 Monate) auch den Abnahmeprozess (in der Regel bis zu

3 Monate nach Lieferung).

Auftragsbestand in der Gruppe

in Mio. EUR
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Der Auftragsbestand zum Jahresende 2005 lag um 30 % Uiber
dem Vorjahreswert. Die Zuwachse betrafen vor allem die Regio-

nen Nordamerika und Japan.

Im Auftragsbestand per Ende 2005 sind Auftrage in Hohe von
8,1 Mio. EUR enthalten, bei denen wir nicht von einer Umsatzre-
alisierung im Geschaftsjahr 2006 ausgehen. Da jedoch eine Liefe-
rung in diesem Jahr geplant ist, verbleiben diese Positionen im

Auftragsbestand.

GESCHAFTSENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN
SEGMENTEN:

Lithografie

Das Segment Lithografie beinhaltet Entwicklung, Produktion und
Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner und Coater, und ist in
Deutschland, vor allem an den Standorten Garching bei Miinchen
und Vaihingen bei Stuttgart, angesiedelt. Dariiber hinaus sind
wichtige Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und
Asien fiir dieses Segment tatig. Die Lithografie stellt deutlich
mebhr als die Halfte des Gesamtgeschaftes der Gruppe dar und
ist den Markten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und

Advanced Packaging stark vertreten.



Im abgelaufenen Jahr konnten sich erfreulicherweise die wich-
tigsten Indikatoren dieses Segments im Jahresvergleich verbes-
sern. Verantwortlich fiir diese positive Entwicklung war insbeson-
dere die weiterhin gute Geschaftslage bei den Coatern. Denn bei
den Mask Alignern befand sich die Entwicklung auch in 2005
noch unter dem Einfluss der Restrukturierung, im Rahmen derer
Mitte des Jahres das Werk ARlar geschlossen wurde. Die dort
ansassige Produktion, vor allem manueller Mask Aligner, wurde
in das Werk Garching bei Miinchen integriert. Dabei wurden
39 Mitarbeiter abgebaut.Im Gegenzug wurden in den einzelnen
Regionen die technische Kompetenz und die Servicekapazitat

ausgebaut.

Die Auftragseingange fiir Mask Aligner entwickelten sich in den
ersten 9 Monaten sehr schleppend: Auftrage fiir neue Maschinen
lagen kumuliert um bis zu 40 % unter den Vorjahreswerten. Im
vierten Quartal stellte sich jedoch eine positive Entwicklung ein,
so dass Auftrage fiir neue Maschinen letztlich nur noch rund 12 %
(30,1 Mio. EUR in 2005 gegeniiber 34,3 Mio. EUR in 2004) unter-
halb des Vorjahreswertes lagen. Etwas besser stellte sich die
Umsatzentwicklung dar (27,2 Mio. EUR in 2005 gegeniiber
28,8 Mio. EUR in 2004; -5 %).

Bei den Coatern setzte sich der positive Trend aus 2004 auch in
2005 fort. Die halbautomatische ,,Gamma*“-Produktlinie erfreute
sich weiterhin groRer Beliebtheit. Das Produkt findet nicht nur
Anklang bei den asiatischen Auftragsfertigern, sondern auch bei
den Chipherstellern in der Mikrosystemtechnik und bei den
Verbindungshalbleitern. Insgesamt zeigte sich die Nachfrage
nach automatischen Geraten relativ stabil. Sie werden vor allem
fir 8-Zoll-Wafer in der Produktion von Mikrosystemen und im
Advanced Packaging (hier 8- und 12-Zoll-Wafer) eingesetzt. Die
manuellen Gerdte finden insbesondere in universitdren und
betrieblichen Forschungseinrichtungen Anwendung; sie werden
aber auch bei kleineren Produktionsanwendungen bei Verbin-

dungshalbleitern und in der Mikrosystemtechnik eingesetzt.
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Der Auftragseingang fiir Coater konnte nochmals deutlich um
liber 20 %, von 27,6 Mio. EUR (2004) auf 33,2 Mio. EUR, gesteigert
werden. Ein dhnliches Bild zeigte sich beim Umsatz. Er stieg auf

27,9 Mio. EUR in 2005 gegeniiber 23,0 Mio. EUR in 2004 (+21%).

Unter Berticksichtigung von Service und Ersatzteilen ergab sich
fir das Segment Lithografie ein Auftragseingang in Hohe von
insgesamt 75,5 Mio. EUR (Vorjahr: 74,0 Mio. EUR; +2 %). Der
Segmentumsatz betrug insgesamt 66,6 Mio. EUR (Vorjahr:
61,8 Mio. EUR; +8 %).

Segmentiibersicht Lithografie
in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
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4,6 Mio. EUR (+3,0 Mio. EUR), wobei dies hauptsachlich auf einen
von 26,6 Mio. EUR auf 29,4 Mio. EUR (+2,8 Mio. EUR) gesteigerten
Rohertrag zuriickzufiihren ist. Die Rohertragsmarge stieg von
43,0 % auf 44,2 %. Besondere Ergebnisbelastungen in 2005
stellten die Beratungskosten fiir die Restrukturierung (rund
2,0 Mio. EUR) sowie negative Ergebniseffekte in Verbindung mit
dem Verkauf der Immobilie in ABlar (0,5 Mio. EUR auBerplanma-
RBige Abschreibung) dar.
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Der Riickgang des Segmentvermdgens (netto) von 40,1 Mio. EUR
in 2004 auf 37,5 Mio. EUR in 2005 (-7 %) ist beziiglich des Umlauf-
vermdgens vor allem auf die erfolgreiche Verringerung des Lager-
bestandes um 2,2 Mio. EUR (-7 %) zuriickzufiihren. Dariiber hinaus
war neben den Abschreibungen auf aktivierte F&E-Leistungen
insbesondere der Abgang der Immobilie ARlar fiir den Riickgang
des Anlagevermogens um 14 % verantwortlich. Hinsichtlich riick-
laufiger Verbindlichkeiten sind die verringerten Kundenanzah-
lungen (17,6 Mio. EUR gegeniiber 22,3 Mio. EUR im Vorjahr; -21 %)

erwahnenswert.

Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder ist hinsichtlich Entwicklung und
Produktion am Standort Waterbury, Vermont, in den USA ange-
siedelt. Der Vertrieb ist iber Waterbury hinaus in kleinen
Einheiten an wesentlichen Standorten in Europa und in Asien

ansassig.

In den letzten zwei Jahren wurde das komplette Portfolio durch
neu entwickelte Maschinen ersetzt. Die Durchdringung des
Marktes mit diesen Systemen hat unverandert oberste Prioritat,
wobei wir iiberzeugt sind, in 2005 einen weiteren Schritt in diese

Richtung getan zu haben.

Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies
Bonden ermdoglicht, stellt ein wichtiges Standbein fiir dieses
Segment dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen
fiir 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten. Aufgrund der
hohen Stiickpreise der Bond Cluster pragt deren Entwicklung

wesentlich den Geschaftsverlauf dieses Segments.

In 2005 konnte die Position der manuellen Gerate am Markt
verbessert werden. Insbesondere in Nordamerika und in Asien
stieg der Auftragseingang spiirbar an. Die Nachfrage nach den
Bond Clustern verbesserte sich leicht im Jahresvergleich. Die
Anwendungen insbesondere des Wafer Bondings werden in der

Zukunft weiter zunehmen — nicht zuletzt aufgrund der stei-

genden Bedeutung des ,,Chip-Stackings” und des sogenannten

,SOI-Bondings* (Silicon-on-Insulator).

Jedoch lag der Umsatz aufgrund des hecklastigen Auftragsein-
gangs, d.h. hohe Auftragseingange erst zum Ende des Jahres,
unterhalb des Vorjahreswertes. Es ergab sich ein Auftragsein-
gang fiir das Segment in Hohe von 9,5 Mio. EUR (Vorjahr:
7,0 Mio. EUR; +36 %). Der Segmentumsatz betrug 6,1 Mio. EUR
(Vorjahr: 7,7 Mio. EUR; -21 %).

Segmentiibersicht Substrat Bonder
in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
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Das negative Segmentergebnis erhohte sich von -3,5 Mio. EUR
im Vorjahr auf -4,0 Mio. EUR, wobei der Rohertrag mit
0,6 Mio. EUR um 36 % unter dem Vorjahr lag. Die Rohertrags-
marge bei dieser Produktlinie ist derzeit mit 10,1% (Vorjahr:
12,5 %) noch sehr niedrig. Dies ist sowohl bedingt durch eine
noch nicht ausreichende Auslastung des Werkes in Waterbury, als
auch noch nicht sichtbare positive Lernkurveneffekte. Die F&E-
Aufwendungen wurden im Jahresvergleich nochmals deutlich
von 1,0 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR erhéht, um so schnell wie
moglich eine ausreichende Produktreife zu erreichen. Wir gehen
davon aus, dass sich ab 2006 eine spiirbare Verbesserung der

Marge einstellt.



Das Segmentvermogen (netto) anderte sich nur unwesentlich.
Den um 1,7 Mio. EUR erhdhten Lagerbestdnden standen um

1,5 Mio. EUR erhéhte Kundenanzahlungen gegeniiber.

Device Bonder

Das Segment Device Bonder ist in St.Jeoire, Frankreich, ansdssig.
An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und
Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation.
Aufgrund der technischen Komplexitat und der geringen GroRe
des Marktes sind keine weiteren wesentlichen Vertriebsorgani-
sationen innerhalb des Konzerns fiir dieses Segment tatig.

Das Geschaftsumfeld fiir Device Bonder bleibt unverdndert
schwierig und schwer einschatzbar. Nach dem sehr schwachen
Jahr 2004 entwickelte sich die Produktlinie auch in den ersten
neun Monaten des Jahres 2005 negativ, und blieb beim Auftrags-
eingang sogar noch unter den Werten des Jahres 2004. Einen
Grofteil des Auftragsvolumens 2005 realisierten wir erst im

vierten Quartal.

Prinzipiell ist das Produkt mit den Eigenschaften ,hochgenau
und geringer Durchsatz” in einem sehr engen Markt platziert. In
den Jahren 2000 und 2001 erlebte die Produktlinie einen Boom
im Bereich optische Netzwerke, der jedoch 2002 abrupt endete.
Seit dieser Zeit konnte sich kein ausreichend groRer, neuer adres-

sierbarer Markt entwickeln.

Als Konsequenz musste die Anzahl der Mitarbeiter im abgelau-
fenen Jahr nochmals drastisch von 66 auf 37 reduziert werden.
Dadurch konnte die Kostenbasis soweit abgesenkt werden, dass
das Segment in 2006 zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis

erwirtschaften sollte.

Im Laufe des Jahres 2005 wurden mehrere Uberlegungen ange-
strengt, wie zukiinftig mit der Produktlinie verfahren werden
sollte. Dies wurde auch bereits im Lagebericht zum Geschaftsjahr
2004 angekiindigt. Erfreulicherweise stellte sich im vierten
Quartal 2005 beim Auftragseingang eine spiirbare Belebung ein,
die vor allem auf Anwendungen in der Infrarot-Sensorik basierte.

Mehrere Auftrage konnten in Asien akquiriert werden.
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Die derzeit unzureichende langfristige Perspektive fiihrte
zu entsprechenden Wertberichtigungen im abgelaufenen Ge-
schaftsjahr. Ob der verbesserte Auftragseingang im vierten
Quartal 2005 nachhaltiger Natur ist, wird sich aber erst im
laufenden Jahr herausstellen.

Es ergab sich ein Auftragseingang fiir das Segment in Hohe von
6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR; +114 %). Der Segmentumsatz
betrug 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR; +2 %).

Segmentiibersicht Device Bonder
in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
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Das Segmentergebnis belief sich auf -3,9 Mio. EUR (Vorjahr:
-0,7 Mio. EUR). Dabei pragten vor allem folgende auBerordent-

liche Wertberichtigungen diese Verluste:

- Vollabwertung des zugeordneten Geschafts- oder Firmen-
wertes -1,8 Mio. EUR

« Teilabwertung der Immobilie St. Jeoire -1,1 Mio. EUR

- Teilabwertung des Lagerbestandes -0,8 Mio. EUR

Die Rohertragsmarge verringerte sich von 64,0 % im Vorjahr auf
32,5 %. Die hohe Marge in 2004 war vor allem durch teilweisen
Abverkauf von bereits wertberichtigten Bestanden erheblich

positiv begiinstigt.
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Der deutliche Riickgang des Segmentvermégens (netto) um 48 %
ist auf Wertberichtigungen bei den kurz- und langfristigen

Vermoégenswerten zuriickzufiihren.

Dariiber hinaus wurden riicklaufige Forderungsbestinde
(-1,4 Mio.EUR) durch riickldufige Kundenanzahlungen (-1,3 Mio. EUR)

im Wesentlichen kompensiert.

Test Systeme

Dieses Segment stellt rund ein Viertel des Geschaftsvolumens der
Gruppe dar und ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwick-
lung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind hauptsachlich
dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen
(Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten

Mitarbeiter fiir dieses Segment.

Die Test Systeme zeichnen sich vor allem durch eine weniger
zyklische Geschéaftsentwicklung aus. Auch die Entwicklung im
Jahr 2005 war typisch fiir dieses Segment: Moderates, aber nach-

haltiges Wachstum bei positivem Segmentergebnis.

Mit unseren Probern adressieren wir hauptsachlich Laboranwen-
dungen, insbesondere z.B. die Fehleranalyse, aber auch teilweise
Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-
Testsysteme). Allerdings adressieren wir nicht Volumenmarkte
im Bereich Halbleiterproduktion. Durch die Konzentration auf
besondere Anwendungen konnten wir uns eine sehr gute Posi-
tion am Markt erarbeiten, die zu oben erwdhnter, positiver
Entwicklung flihrte. Dennoch war 2005 deutlich spiirbar, dass
der Hauptwettbewerber und Marktfiihrer, Cascade Microtech in
den USA, den Druck am Markt verstarkte.

Innerhalb der Regionen stellt Europa als starkste Region tiber
40 % des Gesamtgeschaftes dar. In Asien sind wir mit unseren
Probern weniger stark vertreten, da hier vor allem Produkte fiir
die Massenfertigung Anwendung finden. Diesen Bereich adres-

sieren wir mit unseren Produkten nur in Randbereichen.

Der Auftragseingang steigerte sich im abgelaufenen Geschafts-
jahr leicht von 28,7 Mio. EUR auf 29,3 Mio. EUR (+2 %). Bei
den Umsatzen fiel der Zuwachs etwas groBer aus, wo mit
28,8 Mio. EUR (Vorjahr: 27,0 Mio. EUR) ein Wachstum von 7%

erreicht wurde.

Segmentiibersicht Test Systeme
in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
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Das Segmentergebnis konnte im Jahr 2005 von 1,5 Mio. EUR auf
2,1 Mio. EUR gesteigert werden. Dabei verringerte sich jedoch
aufgrund der gestiegenen Wettbewerbsintensitat die Roher-
tragsmarge im Jahresvergleich von 42,3 % auf 39,6 %. Der Zu-
wachs beim Segmentergebnis ist vor allem auf um 0,4 Mio. EUR
verringerte F&E-Aufwendungen und Verbesserungen bei den
sonstigen betrieblichen Ertragen um o,4 Mio. EUR zuriickzu-

flihren.

Die Verringerung des Segmentvermégens (netto) beruht unter
anderem auf um 1,0 Mio. EUR verringerten Lagerbestanden sowie

auf um 2,1 Mio. EUR erhéhten Kundenanzahlungen.



Segment Sonstige

Das Segment Sonstige beinhaltet vor allem unser Geschaft mit
den Masken fiir die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien/
USA). Daneben sind unsere Aktivitdten in der Mikrooptik
(Neuchatel, Schweiz) und sonstige Bereiche zugeordnet. Auch
das Geschaftsfeld C4NP ist derzeit in diesem Segment bertick-
sichtigt. Sobald C4NP fiir den Konzern eine entsprechende Bedeu-
tung im operativen Geschaft erreicht, werden wir hierfiir ein
eigenes Segment bilden. Zum aktuellen Zeitpunkt tragt C4NP
jedoch noch keine Umsatze bei, so dass bis auf weiteres keine
gesonderte Darstellung erfolgt. Ebenfalls enthalten sind die nicht

auf die Segmente zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen.

Die beiden Bereiche Masken und Mikrooptik entwickelten sich im
abgelaufenen Geschiftsjahr positiv. In beiden Féllen konnte ein
Umsatzwachstum verzeichnet werden. Wahrend bei den Masken
das Segmentergebnis erheblich gesteigert werden konnte, ging
dieses bei der Mikrooptik aufgrund der deutlich gesunkenen
Rohertragsmarge zuriick. Beide Segmente steuerten ein posi-

tives Segmentergebnis in den Jahren 2004 und 2005 bei.

Der Ergebnisbeitrag von C4NP war in 2004 und 2005 unwesent-
lich, da derzeit vor allem zu aktivierende Entwicklungstatigkeiten

anfallen.

Einen Grof3teil der Verwaltungsaufwendungen und damit auch
des negativen Segmentergebnisses stellen die Aufwendungen
der Konzernholding dar, soweit diese nicht den Segmenten zuge-

ordnet werden.
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Segmentiibersicht Sonstige
in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
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Der Segmentverlust verringerte sich von -7,2 Mio. EUR auf
-4,5 Mio. EUR. Die Verwaltungskosten verringerten sich im Jahres-
vergleich um 2,2 Mio. EUR, wobei im Vorjahr Sondereffekte fiir die
hohere Kostenbasis verantwortlich waren. Die Kosten fiir das
Marketing reduzierten sich 2005 im Vergleich zum Vorjahr um
0,6 Mio. EUR.

Die Aktivierung der Entwicklungsleistungen fiir die neue Pro-
duktlinie C4NP war weitgehend fiir die Erh6hung des Nettoseg-

mentvermogens verantwortlich.
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5. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMOGENSLAGE

Ertragslage

Die Ertragssituation bei der SUSS MicroTec-Gruppe ist stérker als
bei anderen Unternehmen von der Entwicklung der Umsatze
abhangig. So kann ein Umsatzwachstum von z. B. 20 % zu einer
Ergebnisverbesserung von 40 % fiihren. In unserem Fall fiihrt ein
steigender Umsatz bei relativ konstanten Kosten fiir Verwaltung,
Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung zu deutlich stei-
genden Rohertragen. Diese wirken sich direkt auf das EBITDA
(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) aus.

Entwicklung wesentlicher Ergebniskennzahlen
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Auch das Jahr 2005 konnte noch nicht die Wende bei der Ergeb-
nisentwicklung bringen. Wie schon in den Jahren davor, haben
auch 2005 signifikante Sondereffekte das Ergebnis beeinflusst.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf
unsere Erlauterungen zu den Segmenten Lithografie und Device

Bonder.

Die operative Performance verbesserte sich jedoch deutlich.
So konnten wir erstmals seit 2001 ein positives EBITDA von
5,8 Mio. EUR (Vorjahr: -1,5 Mio. EUR) erwirtschaften.

Rohertrag und Rohertragsmarge entwickelten sich im Jahresver-
gleich riickldufig. Zudem wirkten sich Teile der oben genannten
Sondereffekte negativ auf die operativ erreichten Rohertrage

aus.

- Der Rohertrag sank von 472 Mio. EUR im Vorjahr auf
47,0 Mio. EUR.

- Die Rohertragsmarge sank von 42,4 % auf 40,0 %.

Entwicklung des Lagerbestands und des Rohertrags

(% vom Umsatz)
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Innerhalb der Produktlinien weisen vor allem die Segmente
Substrat Bonder und Device Bonder schwache Margen auf,
bedingt unter anderem durch geringe Produktreife, Auslastungs-
probleme und Wertberichtigungen. In den Segmenten Litho-
grafie und Test Systeme wird die Margenentwicklung dagegen

eher durch den Preisdruck beeinflusst.

Erfreulicherweise konnte im Jahresverlauf der Lagerbestand
erkennbar zurlickgefiihrt werden. Dieser sank von 57,4 Mio. EUR
auf 53,8 Mio. EUR (-6 %).



Entwicklung der Overheadkosten

in Mio. EUR und in % vom Umsatz
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Durch weitere Einsparungen im Jahr 2005 wurden die Kosten fiir
Verwaltung und Vertrieb deutlich von 47,9 Mio. EUR auf
43,4 Mio. EUR (-9 %) gesenkt. Somit ergab sich auch eine signi-
fikant niedrigere Kostenquote (37 % in 2005 gegeniiber 43 % in
2004) im Verhéltnis zum Umsatz. Die Einsparungen wurden
hauptsachlich durch eine Straffung der Managementstrukturen
sowie eine erhebliche Konsolidierung der Marketingaktivitaten

erzielt.

Enthalten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und
Ertragen, wurde aufgrund des wieder erstarkten US-Dollars im
Jahr 2005 ein Ertrag realisiert (+1,0 Mio. EUR), wahrend im Vorjahr

noch ein Verlust entstanden war (-1,2 Mio. EUR).

Beim Steueraufwand wirkten wie im Vorjahr Wertberichtigungen
auf aktivierte latente Steuern auf Verlustvortrage und temporare

Differenzen.
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Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter (auf Jahresendwert gerechnet)

stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14% von 152 TEUR auf 174 TEUR.

Finanz- und Vermogenslage

Unser Ziel ist, stets eine ausreichende kurzfristige Liquiditatsre-
serve fiir das operative Geschaft zu halten, um einen sprung-
haften Auftragsanstieg und damit verbundene hohe Investi-
tionen in das Working Capital finanzieren kénnen. Diese Reserve
soll grundsatzlich als Barmittel zur Verfiigung stehen; Kreditli-
nien sollen als flankierende MaBnahme dienen. Die zum
31.12.2005 ausgelaufenen Kreditlinien in Deutschland (8,5 Mio. EUR)
sollen 2006 in dhnlicher Hohe wieder hergestellt werden.

Der derzeitige Uberschuss beim Net Cash wird beibehalten,
solange keine wesentlichen Aktivitdten im Bereich Mergers&
Acquisitions oder groBere Investitionsvorhaben geplant sind.
Sofern solche Aktivitaten zum Tragen kamen, wiirden wir bei
zusatzlichem Finanzierungsbedarf auf eine ausreichende Fristig-
keit Wert legen. Wir sind liberzeugt, dass unsere Finanzierungs-
politik wesentlich dazu beigetragen hat, die schwierige Unter-
nehmensentwicklung seit 2002 hinsichtlich der Liquiditat und

Verschuldung gut zu beherrschen.
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Die Liquiditatsentwicklung in 2005 war neben dem Zufluss aus
dem operativen Geschaft vor allem durch Aktivitaten innerhalb
der Passivseite geprdgt. Zum einen wurde im abgelaufenen
Geschaftsjahr eine Kapitalerh6hung mit Bezugsangebot durch-
gefiihrt, zum anderen wurde der gréRRere Teil der in 2003 bege-
benen Wandelanleihe getilgt.

Die Liquiditatskennzahlen entwickelten sich im Jahresvergleich
positiv. Der Forderungsbestand verringerte sich trotz des gestie-
genen Umsatzes, wobei jedoch die Kundenanzahlungen leicht
zuriick gingen. Insgesamt gehen wir zum Ende des Jahres 2005
deutlich gestarkt in das aktuelle Geschaftsjahr. Die Gesamtsitu-
ation bei den Finanzschulden hat sich im Jahresverlauf erheblich
verbessert. So hat sich der kurzfristige Liquiditatsiiberschuss
(Fristigkeit 1 Jahr) von 11,9 auf 13,5 Mio. EUR verbessert. Ins-
gesamt betrug die Net Cash Position zum Jahresende 2005
+7,5 Mio. EUR (Vorjahr: -1,0 Mio. EUR).

Entwicklung der Bankguthaben und Finanzschulden
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Die im ersten Halbjahr 2006 falligen wesentlichen Tilgungslei-
stungen, vor allem die zweite Tranche der Wandelanleihe
(3,6 Mio. EUR) sowie die Projektfinanzierung der IBM Kreditbank
GmbH (2,5 Mio. EUR per 31.12.2005), kdnnen aus der bestehenden
Liquiditat heraus bedient werden.

Beim Working Capital ist insbesondere die Verringerung des
Lagerbestandes um 3,6 Mio. EUR hervorzuheben. Dem gegen-
liber steht eine Reduzierung der sonstigen kurzfristigen Riickstel-
lungen um 2,7 Mio. EUR. Mit der Entwicklung des Lagerbestand
in 2005 sind wir zufrieden, wobei sich die Kundenanzahlungs-

quote — wie erwartet — nicht erhohte.

Die wesentlichen Anderungen bei den kurzfristigen Vermégens-
werten sind somit auf den erhéhten Barbestand und die verrin-
gerten Lagerbestande zuriickzufiihren. Die Verringerung bei den
langfristigen Vermogenswerten ist vor allem auf folgende Ereig-

nisse zurlickzufiihren:

- Wertberichtung und Abgang der Immobilie ABlar 1,7 Mio. EUR
« Wertberichtigung der Immobilie St.Jeoire, Frankreich 1,1 Mio. EUR
. Anderung der latenten Steueranspriiche 6,5 Mio. EUR

Durch den wieder erstarkten US-Dollar wurde die Wertberichti-
gung auf den Geschifts- oder Firmenwert bei den Device

Bondern (1,8 Mio. EUR) teilweise wieder kompensiert.

Die Bilanzstruktur des Konzerns bleibt somit unverandert stabil.
Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 50 % auf 54 %.



Bilanzstruktur Konzern
in Mio. EUR

Aktiva
Kurzfristige Vermogenswerte
® Sachanlagen und sonstige
Ifr. Vermogenswerte
Immaterielle Vermogenswerte

Kurzfristige Schulden
Langfristige Schulden
Eigenkapital
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Investitionen

Aufgrund der Struktur des Unternehmens sind Investitionen in
Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unterneh-
mensentwicklung. Die wesentliche Wertschopfung entsteht
durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der
entsprechenden Softwaresteuerung. Fiir diese Tatigkeiten sind
keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich. Aus-
nahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen
Produktlinien ,,Fotomasken“ und ,,Mikrooptik“ dar. In beiden
Fallen wird Kleinserienfertigung betrieben, fiir die entsprechende
Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen
Bereichen fiihren unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der

Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen
weiterhin in einem Bereich von ca. 2 -3 % des Umsatzes bewegen

werden.
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Wahrend bei Anwendung von US-GAAP Entwicklungsleistungen
im Konzern sofort aufwandswirksam verbucht wurden, sind
gemaR IFRS bei Erfiillung bestimmter Kriterien Entwicklungslei-
stungen zu aktivieren und planmaRig abzuschreiben. Da die
Entwicklung neuer Produkte eine der wichtigsten Aktivitaten zur
Sicherung der nachhaltigen Unternehmensentwicklung repra-
sentiert, wird unter IFRS ein bestimmter Anteil der Entwicklungs-
leistungen nun als Investition in immaterielle Vermogenswerte

ausgewiesen.

Den groRten Anteil an den Investitionen stellte in 2005 die
Entwicklung der Maschinen fiir die C4NP-Technologie dar. Zu-
kiinftig erwarten wir,dass von den ca. 8 bis 10 Mio. EUR Ausgaben
flir Forschung und Entwicklung rund 25 bis 35 % aktiviert werden

und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Die Holding — SUSS MicroTec AG
(Hinweis: Den Einzelabschluss der SUSS MicroTec AG stellen wir
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfiigung. Bitte wenden Sie sich

hierzu an unsere Investor Relations-Abteilung.)

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Fiihrung des SUSS
MicroTec Konzerns. Sie libernimmt unter anderem die Aufgaben
der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung
des Produktportfolios, Akquisitionen und der Finanzierung der
gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding fiir die Corporate Iden-
tity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verant-

wortlich.

Die SUSS MicroTec AG ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an
den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auslei-
hungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die
Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von
der Entwicklung unserer Markte abhangig. Die Holding refinan-
ziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefahigen

Kosten auf die operativen Gesellschaften.
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Wesentliche Veranderungen bei den Vermoégenswerten und
Schulden der Holding

Die Ausleihungen und Forderungen der Muttergesellschaft an
verbundene Unternehmen verringerten sich im Jahresvergleich
von 46,7 Mio. EUR auf 41,1 Mio. EUR. Diese Verringerung bein-
haltet auch die Aufrechnung von Entwicklungsleistungen fiir
C4NP mit bestehenden Verbindlichkeiten.

Aus dem im Vorjahr mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH
geschlossenen Darlehensvertrag iiber eine Darlehenssumme in
Hohe von 3,4 Mio. EUR wurde im Geschaftsjahr ein weiterer Teil-
betrag in Hohe von 1,3 Mio. EUR ausbezahlt. Der Darlehensbe-
trag dient zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktions-
maschine gemal Joint Development Agreement mit der IBM
Corporation, USA. Es wurde ein variabler Zinssatz in Hohe des
Ein-Monats-Euribors zuziiglich 5,15 % p.a. vereinbart. Die Auszah-
lung des Darlehens richtet sich nach dem Projektfortschritt. Zum
Bilanzstichtag waren insgesamt 2,5 Mio. EUR ausgezahlt. Das
Darlehen ist spatestens am 30.Juni 2006 vollstandig zuriickzu-

fiihren.

VertragsgemalR hat die Gesellschaft zum 31. Oktober 2005 einen
Teilbetrag aus der im November 2003 begebenen Wandelanleihe
in Hohe von 5,6 Mio. EUR zurlickbezahlt. Zum Bilanzstichtag
belduft sich der Gesamtbetrag der Wandel- und Optionsanleihe
noch auf insgesamt 4,0 Mio. EUR.

Die Gesellschaft hat bei Ausgabe der Wandelanleihe im Jahr 2003
den fiir das Wandlungsrecht zugeflossenen Betrag als Aufgeld in
die Kapitalriicklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB eingestellt. Der
Unterschiedsbetrag zwischen dem passivierten Riickzahlungs-
betrag der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe
ohne Wandlungsrecht wurde unter den Rechnungsabgrenzungs-
posten als Disagio nach § 250 Abs. 3 S.1HGB aktiviert. Das Disagio
wird Uber die Laufzeit der Anleihe aufgelost und betragt zum
31. Dezember 2005 noch 0,1 Mio. EUR (i. Vj. 0,7 Mio. EUR).

Das Gezeichnete Kapital wurde am 26. August 2005 aus geneh-
migtem Kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage
um 1,5 Mio. EUR auf 16,6 Mio. EUR erh6ht. Der Bezugspreis fiir die

neuen Aktien betrug 4,70 EUR pro Aktie. Insgesamt ergab sich aus
der Kapitalerhohung ein Brutto-Mittelzufluss von 6,8 EUR Mio.
Der Aufsichtsrat hat dieser Kapitalerhdhung zugestimmt. Die
neuen Aktien sind fiir das Geschaftsjahr 2005 vollumfanglich
gewinnberichtigt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte
am 6. September 200s5.

Infolge der Ausiibung von insgesamt 180.000 Bezugsrechten in
den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausiibungszei-
traumen wurde das Gezeichnete Kapital aus bedingtem Kapital
2002/Il durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um
0,2 Mio.EUR auf 16,8 Mio. EUR erhoht. Die Anmeldung zur Eintra-

gung ins Handelsregister erfolgte im Januar 2006.

Der kurzfristige Finanzbedarf ist durch die bestehende Barliqui-
ditat gedeckt. Diese hat sich im Vergleich zum Vorjahr um
5,8 Mio. EUR erhoht.

Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der
Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SUSS MicroTec AG
ergab sich fiir das Geschaftsjahr 2005 ein Jahresfehlbetrag von
0,5 Mio. EUR (Vorjahr: -3,4 Mio. EUR).

Im Jahr 2005 wurde der Ergebnisabfiihrungsvertrag mit der Suss
MicroTec Test Systems GmbH, Dresden, wirksam. Durch diesen

wurden bei der SUSS Holding 0,2 Mio. EUR ergebniswirksam.

Sonstige betriebliche Ertrage stellten vor allem Fremdwahrungs-
gewinne in Hohe von 3,2 Mio. EUR sowie periodenfremde Ertrage
aus der Auflésung von Riickstellungen in Hohe von 0,8 Mio. EUR

dar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesent-
lichen durch die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen
in Hohe von 3,6 Mio. EUR im Rahmen des C4NP-Projekts und

durch Fremdwahrungsverluste in Hohe von 2,3 Mio. EUR gepragt.

In der SUSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschéftsjahres

2005 16 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter und 2 Vorsténde aktiv tatig.



Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding (TEUR):
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Gesellschaft SMT AG (HGB)

2005 2004 Anderung in %
Jahresfehlbetrag -545 -3.417 2.872 -84 %
Eigenkapital 99.171 92.215 6.956 8%
Bilanzsumme 115.837 116.575 -738 1%
EK-Quote in % 86 % 79 %
Anlagevermogen 71.871 84.562 -6.685 -8%
in % der Bilanzsumme 67 % 3%
Umlaufvermégen 37.961 32.013 5.948 19%
in % der Bilanzsumme 33% 27%

6. MITARBEITER IM KONZERN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen
einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswertes dar. Auch
die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind
aufgrund der sehr spezifischen Produkte langer als ein Jahr.
Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte
Bezahlung Grundvoraussetzungen fiir die Erhaltung bestehender

und die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

MITARBEITER IM KONZERN in %

Sonstige | 2%

Verwaltung | 14 %
Produktion | 27 %

- Vertrieb | 37%
Technik | 20 %

SUSS MicroTec hat bereits heute einen hohen Anteil der Wert-
schopfung in der Herstellung der Produkte nach Auf3en verla-
gert. Die Materialquote liegt in der Regel bei 60 — 70 %. Daher
ist ein wesentlicher Anteil von 57 % der Mitarbeiter nicht in der
Produktion, sondern im (technischen) Vertrieb, dem Service und
in der Vertriebsunterstiitzung sowie im internen Entwicklungs-
bereich tatig. Die Mitarbeiter in der Produktion stellen nur 27 %
der Gesamtbelegschaft dar.
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Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Bereichen

2005
2004
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Zum Ende des Jahres 2005 waren 674 (Vorjahr: 731;-7,8 %) Mitar-

Technik

Produktlon
nstlge

SUSS Gruppe

29 |

beiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschaftigt.
Im Berichtsjahr beeinflussten folgende MaRBnahmen die Ande-

rung der Mitarbeiterzahlen:

- Die in 2004 beschlossene Schlieung des Werkes ARBlar fiihrte
zum Abgang von 39 Mitarbeitern.

- InTeilbereichen wurden in Garching Mitarbeiter aufgebaut, um
fiir die von ARlar nach Garching verlagerten Aktivitaten ausrei-
chend Kapazitaten bereitstellen zu konnen.

«Im Rahmen eines Overhead-Kostensenkungsprogramms
wurden in mehreren Gesellschaften in den Bereichen Verwal-
tung und Vertrieb Mitarbeiter abgebaut.

- Im Werk St. Jeoire, Frankreich, wurden im Rahmen einer

weiteren Reduktion der Kostenbasis 18 Stellen abgebaut.

Wie bereits im Vorjahr formuliert, ist unser langfristiges Ziel der
Aufbau, Erhalt und die Entwicklung einer Stammbelegschaft, der
eine weitreichende Perspektive innerhalb der SUSS MicroTec-

Gruppe offeriert werden kann.

7. GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Nach dem Jahr 2001 konnte der Konzern bis 2005 kein positives
Nachsteuerergebnis mehr erzielen. In dieser Zeit wurde das
Personal um etwa 30 % abgebaut und dariiber hinaus auch
Standorte geschlossen. Trotzdem war in dieser Zeit die Finanz-
lage durchgehend soweit gesichert, dass Liquiditatsengpasse
nicht auftraten. Zum Jahresende stellte sich die Finanzlage erneut
verbessert dar; wir verfligten zum 31.12.2005 {iber eine deutlich

positive Net Cash-Position.

Die Ertragslage war im abgelaufenen Geschaftsjahr unveran-
dert nicht zufriedenstellend. Jedoch konnten wir bereits ein
positives EBITDA erwirtschaften, welches die deutlich verbes-
serte Ergebnisperformance ausdriickt. Unser Ziel eines ausge-
glichenen Ergebnisses haben wir nicht erreicht, unter anderem

bedingt durch die erwahnten Sondereffekte.

8. UMWELT

Wiahrend in unserem Produktionsprozess kaum umweltbela-
stende Stoffe Verwendung finden oder entstehen, setzen unsere
Kunden in der Produktion von Halbleitern und Mikrosystemen
zahlreiche chemische Stoffe ein. Daher ist unser Beitrag zur nach-
haltigen Sicherung unserer Umwelt im Wesentlichen von den
verwendeten Prozessen und Materialien im Produktionsprozess

unserer Kunden abhdngig.

Jedoch kénnen wir einen indirekten Beitrag leisten indem wir
Maschinen produzieren, die eine Verwendung von umwelt-
freundlicheren Materialien erméglichen. Der von IBM entwickelte
C4NP-Prozess beispielsweise erlaubt die bleifreie Verarbeitung
von Chips.



Darliber hinaus werden unsere Produkte beispielsweise in der
Automobilzulieferer-Industrie bei der Produktion von Sensoren
eingesetzt, die nachhaltig die Sicherheit im Stralenverkehr
erhohen: Airbags und Antiblockiersysteme sorgen dafiir, dass die
individuelle Mobilitdt immer sicherer wird. Aber auch intern
spielt die Arbeitssicherheit eine wichtige Rolle: In Zusammenar-
beit mit der Berufsgenossenschaft werden die Mitarbeiter der
SUSS MicroTec regelmiaRig zum Thema ,Sicherheit am Arbeits-
platz“ geschult. Die Reinrdume entsprechen den anspruchsvollen
Sicherheitsstandards, so dass das Arbeiten mit gefahrlichen
Chemikalien so risikoarm wie moglich geschehen kann. Fiir den
Notfall sind Mitarbeiter auch in spezifischen Erste-Hilfe-MaR3-

nahmen ausgebildet.

Wir sind uiberzeugt, dass wir im Rahmen unserer Moglichkeiten
einen angemessenen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer

Umwelt leisten.

9. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG
Es haben sich nach dem Bilanzstichtag bis zur Erstellung des

Konzernabschlusses keine angabepflichtigen Ereignisse ergeben.

10. RISIKOBERICHT

Aus der weltweiten Tatigkeit in der Hochtechnologie ergeben
sich allgemeine und aktuelle Risiken fiir das Unternehmen. Der
Vorstand hat zur Uberwachung von Risiken in geeigneter Weise
MaRnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand

der SUSS MicroTec-Gruppe gefahrden, rechtzeitig zu erkennen.
Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

Politische Rahmenbedingungen

Vor allem das bestehende Konfliktpotential im Nahen Osten
konnte erheblichen Einfluss auf den Geschaftsverlauf 2006
nehmen. Hinzu kommen Risiken bei der Embargopolitik in
mehreren asiatischen Landern bzw. bei speziellen Kunden der
Gruppe, wobei diese Risiken von deutlich geringerem AusmafR

sind.
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Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die anhaltende Krise des Halbleitermarktes und die schwierige
Einschatzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung
gehoren unverandert zu den groRten Risiken des Unternehmens.
Diesen Risiken begegnen wir durch die angepassten Struk-
turen, die bei wieder zunehmender Geschaftstatigkeit vor allem

extern — durch Outsourcing — ausgeweitet werden sollen.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs konnten
Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials unge-
plant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effi-
zientere oder glinstigere Losungen fiir das gleiche Problem
bieten wiirden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch
gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden
Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kun-
den.

Abhéangigkeit von einzelnen ,,Know How-Tragern“

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen
einzelner Mitarbeiter abhangig, vor allem im Bereich der For-
schung und Entwicklung. Eine Nichtverfiigbarkeit dieser Mitar-
beiter fiir die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das

durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.
Betriebliche Risiken

Vermogens- und Ertragslage

Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Konzernbi-
lanz kénnten bei anhaltend ausbleibender Ertragskraft signifi-
kante Wertberichtigungen notwendig werden. Diese hatten
wesentliche Auswirkungen auf die Vermégens- und Ertragslage
der Muttergesellschaft und des Konzerns, wiirden aber nicht
liquiditatswirksam werden. Durch konzernweit giiltige Bewer-
tungsregelungen sollen latente Uberbewertungen vermieden

werden.
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Preisdruck und Wahrungsentwicklung

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverandert ein deutlicher
Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erho-
lenden Markten urspriingliche Zielverkaufspreise nicht mehr
erzielt werden konnen. Diesem Risiko begegnen wir mit einer
stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Kondi-
tionen auch auf Auftrage, um bei sich erholenden Markten den
Kunden gegenliber eine konsistente Preisgestaltung zu gewahr-
leisten. Weniger kontrollierbar ist die aktuell hohe Volatilitat vor
allem des US-Dollars, da Geschafte in diesem Wahrungsraum in
der Regel mit unverandertem US-Dollarpreis getatigt werden.
Hier haben wir bereits aktiv reagiert und werden die anteilige
Wertschopfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich er-
hohen. Jedoch kann dies nicht in der Geschwindigkeit erfolgen,
wie es derzeit bei der Wahrungsentwicklung der Fall ist. Ein
grundsatzliches Risiko konnte ein weiteres langfristiges Erstarken
des Euros gegeniiber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen
bedeuten, da ab einer gewissen Grenze die derzeitige Aufteilung
der Wertschopfung nicht mehr ergebnisoptimal ware. Kurzfri-
stige Schwankungen gleichen wir in der Regel durch Sicherungs-
geschafte aus. Die Wéahrungssicherung erfolgt bis zu 12 Monate
im voraus, wobei grundsatzlich aufgrund der branchenbedingten
Unvorhersehbarkeit des Geschaftsverlaufes nur ein Teilbetrag

abgesichert wird.

Zugang zu Fremdkapital und Zinsdnderungsrisiko

Wir erwarten zukiinftig gednderte Rahmenbedingungen in der
Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Einfiihrung von
»Basel 11“. Die Minimierung der Abhangigkeit insbesondere von
kurzfristigem Fremdkapital soll ein potenzielles Finanzierungs-
risiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch
das Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimie-
rung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf
niedrigem Niveau zu halten. Das Zinsanderungsrisiko ist be-
grenzt, da die wesentlichen Fremdkapitalpositionen auf Darle-

hensbetrdgen mit festen Zinssdtzen basieren.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SUSS MicroTec werden durch ein umfassendes
Risiko- und Qualitdtsmanagement regelmaRig analysiert,
kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte
im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anfor-
derungen an die Produktqualitat, kann sich das Haftungsrisiko
fiir SUSS MicroTec erhdhen. SUSS MicroTec verfiigt, neben
anderen Versicherungen, liber eine Produkthaftpflichtversiche-
rung fiir die Gruppe, die das potentielle Risiko soweit moglich

limitiert.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschéftsjahr 2005 keine bestandgefahr-
denden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens
war unter Substanz- und Liquiditatsgesichtspunkten zu keiner
Zeit gefahrdet. Die aktuelle Eigenkapitalausstattung lag weit
lber dem Risk Adjusted Capital, das den Eigenkapitalanteil
darstellt, der zur Deckung potentieller Verluste mindestens

vorgehalten werden muss.

Risikomanagement-System

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfiillung der
gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanage-
ment-System seit langem Bestandteil der Unternehmensfiih-

rung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risiko-
management bei SUSS MicroTec auch mit langfristigen (strate-
gischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschaftsent-
wicklung auswirken kénnen. Auf der Grundlage eines chancen-
orientierten gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist
es jedoch nicht unser Ziel, alle potentiellen Risiken grundsatzlich
zu vermeiden. Vielmehr sind wir stets darauf aus, ein Optimum
aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoak-
zeptanz zu erreichen. Das Bewusstsein fiir Risiken sollte nicht
die Fahigkeit beeintrachtigen, Chancen zu erkennen und zum

Wohle des Unternehmens und seiner Aktionare zu nutzen.



Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der
funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der
Einflihrung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risiko-
management-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt

an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen

der Jahresabschlusspriifung jahrlich gepriift.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten
mindestens einmal jahrlich einen Workshop, der neben der Retro-
spektive vor allem auf zukiinftige Entwicklungen eingeht.
AufRerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheit-

liche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljahrlich Risikoberichte
erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Wiirdigung unter-

ziehen und neue Themen aufnehmen.

Plotzlich auftretende Risiken werden dariiber hinaus unverziig-
lich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen
Einheit gemeldet.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe
der maximalen Schadenshdhe, wenn keine GegenmalRnahmen
ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch
Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die
entsprechende GegenmafRnahmen berlicksichtigt und, wie auch
die Ermittlung der maximalen Schadenshdhe, auf den Kennt-
nissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit
stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risiko-
werts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12

bzw. 24 Monate.
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Risiken werden fiir das Unternehmen als ,,wesentlich“ einge-
stuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ
eine maximale Schadenshohe von 1 Mio. EUR erreichen oder

Ubertreffen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Hohe der Bewertung werden
abgestuft Manahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung
getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an
der einleitend erwdhnten Maxime eines chancenorientierten

Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von GegenmaRBnahmen
wird subsidiar durchgefiihrt. Die Risikoverantwortlichen bezie-
hungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und
Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken ver-
pflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausrei-

chen, fordern sie Hilfe von héheren Ebenen an.

Zur weiteren Minderung unserer Risikoposition wurde bereits
Anfang 2004 das bestehende konzernweite Versicherungspro-
gramm optimiert. Es konnten mit Hilfe eines weltweit agie-
renden Maklers sowohl hinsichtlich der Versicherungssummen
als auch beziiglich des inhaltlichen Versicherungsschutzes deut-

liche Verbesserungen erzielt werden.
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11. PROGNOSEBERICHT
Fiir das laufende Jahr 2006 zeigen die relevanten Indikatoren
derzeit keine grundsitzliche Anderung des Geschiftsumfeldes

auf. Dies gilt vor allem fiir exogene Indikatoren.

Halbleiterindustrie allgemein
So wird bei der Chipindustrie ein weiteres Wachstum auch in
2006 erwartet. Dabei gibt es von den unterschiedlichen Rese-

arch-Instituten teilweise deutlich abweichende Prognosen:

Halbleiterindustrie allgemein
Wachstumsprognosen in %
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In der Mehrzahl wird von Wachstumsraten von rund 7-8% in
der Chipindustrie, und einem fiir die Branche moderaten Anstieg
bei den Equipment-Herstellern ausgegangen. Jedoch ist die
Varianz bei den Vorhersagen fiir Equipment deutlich groBer;
diese reichen von 5 % bis zu 12 % Wachstum. SUSS wird, wie in der
Vergangenheit, nicht direkt von der Entwicklung des Gesamt-
marktes abhangen. Jedoch wirkt sich die Stimmung des Gesamt-
marktes splirbar auf das Geschaftsklima unserer wesentlichen

Kunden aus.

Neben diesen exogenen Indikatoren wollen wir bei den
endogenen Indikatoren vor allem auf den Auftragsbestand
zum 01.01.2006 hinweisen. Dieser betragt 85 Mio. EUR nach
66 Mio. EUR zum 01.01.2005 (+30 %), und bildet eine solide Basis
fir die Umsatzerwartung der ersten rund 7 — 9 Monate des

laufenden Jahres.

Die Entwicklung in 2005 und auch die Projektionen fiir 2006 fiir
die Halbleiterindustrie sind moglicherweise auch der Beginn
einer Entwicklung zu einer neuen Reifephase. Einige Institute
und auch wir gehen davon aus, dass sich die Industrie in dieser
Phase auf einem langfristigen Wachstum in der GréBenordnung
von 10 % einpendeln wird. Wesentliche Aussagen aus unserem
letzten Lagebericht wollen wir an dieser Stelle nochmals wieder-

holen:

- Die groBen Wachstumsraten bei den Investitionen basierten
auf so genannten Killer-Applikationen. Die groRen Markte
werden zukiinftig mit Wachstumsraten unter 20 % erwartet
(Quelle: SIA).

- Der Privatkonsument gewinnt immer mehr Bedeutung fiir die
Halbleiterindustrie, und die Schwankungen dieser Konsumen-
tengruppe sind in der Regel deutlich geringer als die der Indu-
striekunden.

« Es wird weiterhin Ausschldge und Volatilitaten geben, jedoch
unserer Meinung nach mit deutlich geringeren Amplituden als
in der Vergangenheit. So sind durchaus Abweichungen von
+/-10 % bis +/-20 % in Einzeljahren nicht auszuschlieRen, aber
Umsatzspriinge wie in 2000 (+86 %) erwarten wir nicht mehr

(Angaben gemaR fritherer Rechnungslegung US-GAAP).



Dariiber hinaus stellten wir im Bereich Mergers&Acquisitions im
abgelaufenen Jahr 2005 intensive Aktivitdten fest. Dabei han-
delte es sich nicht nur um Firmeniibernahmen, sondern oftmals
um Kooperationen oder potenzielle Ausgriindungen von Teilbe-
trieben. Auch diese Aktivitaten weisen darauf hin, dass die Indu-
strie in die bereits angesprochene neue Reifephase eintritt.
Hinsichtlich der Rolle der SUSS MicroTec hat sich die Situation
insoweit verbessert, als dass wir liber eine bessere Marktkapita-
lisierung verfiigen, und C4NP eine sinnvolle Diversifikation mit
sehr gutem Umsatzpotenzial in unserem Produktportfolio
darstellt.

Erwartete Entwicklung in den Hauptmarkten

Advanced Packaging

Grundsatzlich erwarten wir in diesem Markt die starkste Wachs-
tumsdynamik innerhalb der SUSS-Gruppe und somit auch im
Segment Lithografie: Fast ausschlieBlich die Lithografieprodukte
adressieren als umsatzstarke Produktionsmaschinen derzeit
diesen Markt. Zukiinftig soll auch C4NP wesentliche Umsatzbei-
trage aus diesem Markt generieren, denn diese Produktlinie

findet nur im Advanced Packaging Anwendung.

Grund fiir die erwartete Dynamik ist vor allem, dass dieses
Wachstum nicht allein vom Wachstum der Branche abhangt.
Vielmehr erwarten wir, dass Advanced Packaging stetig das klas-
sische Wire Bonding bei bestimmten Chiptypen im Zeitverlauf
verdrangt. Aufgrund dieser Technologieverdrangung ergeben
sich auch Wachstumspotenziale in Zeiten stagnierender oder gar
riicklaufiger allgemeiner Marktentwicklungen in der Halbleiter-

industrie.

Mehrere Research-Institute bestatigen hier unsere Annahme.
Wahrend derzeit nur rund 5-10 % aller Chips mit der modernen
Kontaktierungsmethode gefertigt werden, wird bis zum Jahr
2010 eine Verdoppelung dieses Anteils erwartet. Dies bedeutet,
dass in den nachsten 3 — 4 Jahren die vorhandene Kapazitat fiir

Advanced Packaging — welche vor allem in den letzten 10 Jahren
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installiert wurde — ebenfalls verdoppelt werden muss. Wir
erwarten, dass ein hoher Anteil dieser Kapazitdtserweiterung
auf 300 mm-Fertigungslinien entfallt. Auch gehen wir davon
aus, dass unsere gute Wettbewerbsposition bei den asiatischen
Auftragsfertigern unverandert bestehen bleibt.

Die nachstehende Grafik zeigt eine Prognose, wie sich die Anwen-
dung der Advanced Packaging Technologie bei verschiedenen

Chiparten bis 2010 entwickeln soll.

Weltweiter Konsum von Flip Chip Devices
(Inkl. Flip Chip in Package, DCA, COF/COG und Wafer CSP)

Mrd. Einheiten

16 —

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Device Kategorie

Integrated Passives
Analog/Power Management
Other Memory
® DRAM
Logic (Watches/Smart Card)
MCU
® Display Driver
® AsIC
MPU
Other MPR
Graphics
Chipset
DSP

Quelle: PRISMARK
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Jahrliche Wachstumsraten von 10 % oder auch deutlich mehr
sind in diesem Markt unserer Ansicht nach durchaus moglich.
Hinzu kommen weitere Geschaftschancen von erheblicher
Bedeutung, die dieses Wachstum nochmals nachhaltig steigern

konnten:

Der Speicherchip DRAM wird derzeit fast vollstandig mittels Wire
Bonding gefertigt; nur ein kleiner Anteil hochwertiger Speicher-
chips entfallt auf das Advanced Packaging. Die aufkommende
Generation der sogenannten DDR3-DRAM st6Rt bei den Taktfre-
quenzen in Regionen von 800 Mhz und mehr vor. Im Bereich der
CPUs (Hauptprozessoren), die bereits mit Advanced Packaging
gefertigt werden, wurde seinerzeit bei diesen Taktfrequenzen
der Technologiewechsel vollzogen. Sollte die Massenproduktion
von Speicherchips ebenfalls auf das Advanced Packaging wech-
seln, hatte dies einen erheblichen zusatzlichen Kapazitatsbedarf
fir Fertigungslinien zur Folge. Der DRAM stellt ein erhebliches
Produktionsvolumen dar und wiirde somit auch fiir uns eine

erhebliche VergroBerung des adressierbaren Marktes darstellen.

Im obigen Schaubild hingegen ist nur ein geringer Anteil fiir
DRAMs enthalten. Ob der DRAM in der Generation DDR3 den
Technologiewechsel zum Advanced Packaging vollzieht, werden
wir Ende des Jahres 2006 bzw. Anfang des Jahres 2007 besser
beurteilen kénnen. Im Falle einer geplanten Umstellung gehen
wir davon aus, dass die DRAM-Hersteller in diesem Zeitfenster
auf die Hersteller von Equipment fiir Advanced Packaging-Ferti-
gungslinien zukommen wiirden. Grund: Das bereitzustellende
Volumen an Equipment fiir die DRAMs miisste friihzeitig defi-
niert werden, um einer Unterversorgung mit entsprechenden

Maschinen vorzubeugen.

Eine weitere Geschaftschance stellt C4NP dar, bei der wir in 2005
bereits den ersten Auftrag fiir eine Produktionslinie von der IBM
Corp. erhalten haben. Mit dieser Produktlinie wird ausschlieR3-
lich der Markt Advanced Packaging bedient und eine Alternative

vor allem zum derzeitigen Verfahren des Electroplatings ange-

boten. Electroplating findet insbesondere bei feinen Strukturen
Verwendung und trifft auf weniger konkurrenzfahige Wettbe-
werbstechnologien. Mit C4NP wird eine véllig andere Verfah-
rensweise angeboten, die ebenfalls fiir feine Strukturen geeignet
ist. Hinzu kommen Vorteile hinsichtlich der Prozesseigen-

schaften, unter anderem:

Kostengiinstiges und einfaches Herstellen bleifreier Kontakte
Flexibilitat hinsichtlich Verwendung unterschiedlicher Materi-

alien

Fiir 2006 erwarten wir ein weiterhin gutes Umfeld im Advanced
Packaging, wie es bereits 2004 und 2005 der Fall war. So waren
die ersten drei Quartale im abgelaufenen Jahr zwar zuriickhal-
tend, jedoch verlief das vierte Quartal im Auftragseingang positiv.
Beziiglich C4NP ist das wesentliche Ziel, in 2006 sogenannte
,early adopters“nach der Bestellung durch IBM selbst fiir dieses
Produkt zu gewinnen. Die Technologie ist zukunftsweisend und
neu; auch das Interesse der potenziellen Kunden ist unverandert
hoch. Der langfristige Markterfolg hangt letztlich vor allem von
der Akzeptanz durch Schliisselunternehmen in der Industrie ab.
Daher wird 2006 auch dahingehend bedeutsam, welche Kunden

fir C4NP gewonnen werden konnen.

Mikrosystemtechnik

Die Mikrosystemtechnik weist eine hohe Diversifizierung auf,
sowohl bei den Produkten selbst, als auch bei den Herstellern
der Produkte. Im Gegensatz zum Mikrochip, der in der Regel in
grolRen Stiickzahlen extrem kostengiinstig gefertigt wird, sind
bei den Mikrosystemen die Stiickzahlen oftmals geringer und
die Variantenvielfalt deutlich hoher. Die Mikrosystemtechnik
hdngt nicht von einzelnen Endmarkten ab, sondern wird viel-
mehr durch die allgemeine Konjunktur und das Investitionsklima

generell beeinflusst.



Mikrosystemtechnik
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Quelle: Yole Developement (WorldMemsFab Report)

Die derzeit grofSten Anteile fiir die Mikrosystemtechnik stellen
Anwendungen in der Automobilindustrie und der Computer-
Peripheriegerate, z.B. Tintenstrahldrucker, dar. So reprasentieren
Druck- und Beschleunigungssensoren (zum Beispiel Airbagsen-
soren) sowie Druckerkopfe fiir Tintenstrahldrucker derzeit jeweils
rund 30 % aller Mikrosysteme. Dariiber hinaus entfallen weitere
knapp 20 % auf die Mikrospiegel fiir Riickprojektions-TV. Auf-
grund der vielfaltigen Einsatzmdoglichkeiten von Mikrosystemen
ergeben sich stets neue adressierbare Markte, so dass wir lang-
fristig von einem Wachstum fiir unser Unternehmen von5-10 %
in diesem adressierten Markt ausgehen. Insbesondere Anwen-
dungen in der Biomedizin wird ein grof3es Potenzial innerhalb der

Mikrosystemtechnik zugeschrieben (siehe Bild).
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Ein Wachstum in diesem Markt wird SUSS vor allem in den

Segmenten Lithografie und Substrat Bonder zugute kommen.

Besondere Geschaftschancen in der Mikrosystemtechnik
existieren in zwei Fillen: Zum einen sind wir mit unseren
Produkten in der Riickprojektionstechnik vertreten (im Bild als
,DMD*" bezeichnet). Diese konkurriert mit den anderen mo-
dernen TV-Technologien, LCD und Plasma. Sollte diese Techno-
logie im Vergleich zu den beiden anderen Verfahren einen
hoheren Marktanteil bei den handelsiiblichen Fernsehgeraten
erzielen, konnte sich ein merklich gesteigertes Umsatzpotenzial

fiir die Substrat Bonder ergeben.

Dariiber hinaus ergeben sich moglicherweise Umsatzpotenziale
in der Nanotechnologie. Diese wird derzeit oft in Medien und
Fachpresse erwahnt; der von SUSS adressierbare Markt ist derzeit
aber noch relativ klein. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir
zukiinftig an einer VergroBerung des Marktes partizipieren
werden. Eine qualifizierte Potenzialabschdtzung ist heute noch

nicht moglich.

Fiir 2006 erwarten wir keine wesentliche Anderung der Entwik-
klung des Marktes Mikrosystemtechnik, so dass wir von einem
nachhaltigen und stetigen Wachstum unserer Umséatze in diesen
Markten ausgehen. Insbesondere die Substrat Bonder sollten in
2006 hohere Umsatze erzielen als in 2005, was unter anderem
auf den hoheren Auftragsbestand zu Beginn des laufenden

Jahres zurtickzufiihren ist.
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Der Markt Verbindungshalbleiter sowie Markt fiir Test
Systeme:

Bei den Verbindungshalbleitern ist die zukiinftige Marktentwik-
klung fiir unsere Produkte unverandert schwierig einzuschatzen.
Seit 2002 fehlen Impulse im Bereich der Telekommunikation.
Aktuell bietet sich vor allem Geschaftspotenzial bei der Optoe-

lektronik, insbesondere im Bereich LED.

Die Produktlinie der Testsysteme bietet Gerate fiir Anwendungen
im analytischen Bereich der Entwicklung, der Fehleranalyse,
sowie MEMS und LED-Probing an. Dieses Segment entwickelt
sich relativ stabil und auch relativ unabhdngig von den Zyklen der

Halbleiterindustrie.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des
Konzerns

Weiterhin soll die Rohertragsmarge langfristig auf 45 — 47 %
erhoht werden, wobei auch die Aufwendungen fiir Forschung
und Entwicklung wieder bis zu 10 % des Umsatzes darstellen
sollen. Mit gegebenem Umsatzwachstum und relativ geringem
Kostenwachstum bei Vertrieb und Verwaltung soll die Gruppe
in die Lage versetzt werden, wieder EBIT-Margen (bezogen auf
den Umsatz) von 10 % zu erreichen. Gestiitzt durch eine solche
Ergebnisperformance soll das operative Geschaft ausreichend
freien Cash Flow generieren, so dass fiir das organische
Wachstum im Grundgeschaft kein zusatzlicher Liquiditatsbedarf
entstehen sollte.

Mit Bezug auf die regionale Aufteilung stellten wir in 2005 eine
anndhernd gleiche Aufteilung auf Europa, Nordamerika und

Asien fest. Dennoch erwarten wir unverandert, dass langfristig

Markt

Advanced | Mikrosystem- | Verbindungs- Test
Segment Packaging technik halbleiter Systeme
Umsatzverteilung am
Gruppenumsatz 25% 40 % 15% 20%
Lithografie Jusammen s 10 ~10% 5-10%
C4NP
Substrat Bonder >10%
Device Bonder Re-Evaluierung
Test Systeme 5%

Fiir die Gruppe insgesamt zielen wir auf eine durchschnittliche
Wachstumsrate von rund 10 % beim Umsatz ab. Wir erwarten
neben ublichen Kapazitatserweiterungen durch Installation
neuer Fertigungslinien zukiinftig ebenfalls vermehrt nachhal-
tige Umsatzbeitrage aufgrund von Ersatzinvestitionen. So
konnten wir bereits im Verlauf des Jahres 2005 Ersatzinvesti-
tionen bei einzelnen GroRBkunden feststellen, wo vor allem
héhere Anforderungen an die Spezifikation sowie erhéhte Durch-
satzleistung der neueren Maschinen fiir den Austausch beste-

henden Equipments ausschlaggebend waren.



Asien, bedingt durch den Schwerpunkt Advanced Packaging,

Uberproportional wachsen wird.

Auf Basis des aktuellen Auftragsbestandes sowie der Geschafts-
entwicklung und des Investitionsklimas zu Beginn des Jahres
2006, erachten wir ein Umsatzwachstum im Rahmen der Bran-
chenerwartung von bis zu 10 % derzeit als erreichbar. Dennoch
kann erst mit Beginn des dritten Quartals 2006 eine konkrete
Prognose fiir das Gesamtjahr abgegeben werden, so dass wir an
dieser Stelle auf die Unverbindlichkeit dieser Aussage explizit
hinweisen. Sofern der Umsatz 2006 10 % liber dem Umsatz von
2005 liegt, erwarten wir eine EBIT-Marge von ca. 5 %. Der Break
Even-Umsatz auf EBIT-Basis liegt derzeit bei etwa 108 bis
110 Mio. EUR und beinhaltet auch die Kostenblocke, die im

Rahmen des Geschaftsaufbaus fiir C4NP anfallen.

Weitere MaBnahmen zur signifikanten Senkung des Break Even-
Punktes sind derzeit nicht geplant. Jedoch bleibt das Segment
Device Bonder weiterhin unter sorgfaltiger Beobachtung. Derzeit
ist nicht gesichert, ob ein ausreichend groBer adressierbarer
Markt fuir das entsprechende Produkt Device Bonder existiert.
Solange ein solcher Markt nicht definiert ist, kann es unverandert
zu strategischen Entscheidungen beziiglich dieses Segmentes

kommen.

LAGEBERICHT

> PROGNOSEBERICHT

12. VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Dieser Lagebericht enthalt Angaben und Prognosen, die sich auf
die zukiinftige Entwicklung des SUSS Konzerns und seiner Gesell-
schaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschatzungen dar,
die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfligung
stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den
Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder
Risiken —wie die im Risikobericht angesprochenen —eintreten, so
konnen die tatsachlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten

Ergebnissen abweichen.
Garching, 15. Mdrz 2006

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak
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IFRS — KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR Anhang Nr. 01.01. - 31.12.2005 01.01.- 31.12.2004
Umsatzerldse 1.1 117.540 111.305
Herstellungskosten 1.2 -70.567 -64.079

Bruttoergebnis vom Umsatz 46.973 47226
Vertriebskosten -22.126 -24.578
Forschungs- und Entwicklungskosten -1.204 -8.099
Verwaltungskosten -21.312 -23.351
Abschreibungen des Geschéfts- oder Firmenwerts 1.3 -1.839 0
Sonstige betriebliche Ertrage 1.4 4.257 2.568
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.5 -2.953 -2.531
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -22 0

Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):

EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization) 5.793 -1.518
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermogenswerte,

den Geschafts- oder Firmenwert und Finanzanlagen -10.019 -1.247

Operatives Ergebnis (EBIT) -4.226 -8.765
Zinsaufwendungen 1.6 -2.001 -1.976
Zinsertrage 1.6 592 383

Ergebnis vor Steuern -5.635 -10.358
Ertragsteuern 1.7 -2.593 -6.028

Jahresergebnis -8.228 -16.386
Davon Minderheitsanteile 5 n
Davon SUSS MicroTec-Aktiondre -8.233 -16.397
Ergebnis je Aktie 1.8
Unverwassertes Ergebnis je Aktie in EUR -0,52 -1,08
Verwassertes Ergebnis je Aktie in EUR -0,52 -1,08
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KONZERNABSCHLUSS

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG

KONZERNBILANZ

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITAL-

VERANDERUNGSRECHNUNG

ENTWIECKLUNG DES

I59

KONZERNANLAGEVERMOGENS

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

ANHANG
il
i
R
IFRS — KONZERNBILANZ
TEUR
AKTIVA Anhang Nr. 31.12.2005 31.12.2004
Langfristige Vermogenswerte 50.401 60.766
Immaterielle Vermégenswerte V1 13.668 13.247
Geschéfts- oder Firmenwert V.2 23.560 24.320
Sachanlagen V.3 5.384 8.628
At-equity bewertete Beteiligungen V.4 0 22
Sonstige Finanzanlagen V.5 33 33
Sonstige Vermogenswerte IV.6 364 671
Latente Steueranspriiche 1.7 7392 13.845
Kurzfristige Vermogenswerte 106.920 107.661
Vorratsvermogen V.7 53.837 57.442
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen V.8 23.681 23.899
Wertpapiere V.9 58 74
Steuerforderungen V.10 1120 1.808
Flissige Mittel V1.4 26.325 22.534
Sonstige Vermogenswerte \'All 1.899 1.904
Bilanzsumme 157.321 168.427
PASSIVA
Eigenkapital 84.165 83.416
Gezeichnetes Kapital Al 16.793 15.157
Riicklagen Al 66.640 69.117
Kumuliertes tibriges Eigenkapital Al 683 -902
Minderheitsanteile 49 44
Langfristige Schulden 13.800 25.359
Pensionsriickstellungen V.2 2.581 2.565
Sonstige Riickstellungen V3 455 445
Finanzverbindlichkeiten V.4 5.957 12.905
Sonstige Verbindlichkeiten V.5 245 429
Latente Steuerverbindlichkeiten .7 4.562 9.015
Kurzfristige Schulden 59.356 59.652
Sonstige Riickstellungen V.6 3.968 6.631
Steuerverbindlichkeiten 394 492
Finanzverbindlichkeiten V.4 12.832 10.669
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.061 5.676
Sonstige Verbindlichkeiten V.7 36.101 36.184
Bilanzsumme 157.321 168.427
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IFRS — KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR 01.01. - 31.12.2005 01.01. - 31.12.2004
Jahresergebnis -8.228 -16.386
Abschreibungen auf immaterielle Vermégenswerte 4.227 4.359
Abschreibungen auf den Geschafts- oder Firmenwert 1.839 0
Abschreibungen auf Sachanlagen 3.931 2.888
Veranderung von At-equity bewerteten Beteiligungen 22 89
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermdgenswerten und Sachanlagen 266 65
Veranderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermégen 297 m
Veranderung der Wertberichtigung auf Forderungen -312 -417
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplanen 458 750
Zahlungsunwirksame Ertrage aus der Aufldsung von Riickstellungen -1178 -514
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe 546 454
Sonstige nicht zahlungswirksame Ertrage und Aufwendungen -1.835 1361
Veranderung des Vorratsvermégens 6.016 -5.488
Veranderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.934 -5.346
Veranderung der iibrigen Vermégenswerte 1.016 3.810
Veranderung der Pensionsriickstellungen 16 -102
Veranderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 191 -208
Veranderung der iibrigen Verbindlichkeiten und Riickstellungen -4.255 10.125
Veranderung der latenten Steuern 2.001 5.485
Cash Flow aus der laufenden Geschiftstatigkeit 6.952 1.696




LN I R N T T R N B N N N N
P I TR A Tk T A T T S T T A S S S A S S S
L T T S T T S S S S S S S S Y
L S T
P T T T 2 T T T S T S S S S A S A S
L T I T S A S S S
P TR AR Ik TE A T Tk T T T A T T S S S S S
B T T T 2 T T T S S S S S S S S S Y
I T T A
I IR A I TE A T T S T T A T T S S S S
L T S S T S T S S S S A S A S S S
L T T
P T T T A T T S S T S S S S A S S S
L T S T A A A T A T )
P TR R Ik TRk Tk Tk S T T A T T S S S S

INVESTOR RELATIONS Co

e
o
I R I R
m

B T T T S T T T S S S S S S S S S S S
L S T S Ak T S S N
PR T Tk T T T T i T S S S S S S S 4

©w

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ + + F F + 4+ 4+ 4+ + 4+ + +++++F+++++ + + O
L T R N N N O T N N e
B T T S e S T S S S S S S S S S

NS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

L T S T A At T I )
P TR A Tk TE A T T S T T A T T S S S S
L T T
P I T A T T T T S T T S S S A S S S
L S S S S R A T T Y
P TR R Ik TR T T Tk T T T A T T S S S S
P T T Tk S T T S S S S S S S A S S S
L S T S G R
EEE I T I T A T T A T T A T T S S s
EE S N T T T T T T T 2 S S S S S S A S
L T T B A S
EEE I Tk A T T T T T T T S T T S A s

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

FEE I I I T A T T A T TR A T T S T T s
T T A T T T T T S S T S S S S A S
L T A I N
I A I T A T T A T T A T e S S s
B T T Tk T T S S S S S S S S S S Y
L T S
P T T T T T S T T S S S A S S S
L S S S T S A S S T I S Y
P T R Ik TE Ik T T T T T A T T S S S S
P T T T 2 T T S S T S S S S A S S S
L T S T S A S S A T
P TR Ak Tk TR T T T T Tk A T S S S S
R T T T 2 T T S S S S S S S S S
L T T T T S
I TR R Tk TE A T T S T Tk A T T S S S S S
P T Tk S T T S S S S S A S S S Y
L T S S R G T N
P I T A Tk T T T S T TR S S S A S S S
L T
P T T T S T T S S S S A S S A S S S
EIE T T T S A e I S
FEE I T Ik T A T T AR I TR A T T S T T s
T T T T T T T S S T S S S S A S
EE S T T I s
EEE I A T T T T T A T T A T e S S s

+

UMER MARKETS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

L T T A S N
P T T T 2 T T T S T S S S A S S S
L A T S A S S S S
P TR AR Ik TR A T T 2 Tk T A T T S S S S S
B T T T 2 T T T S S S A S S S S S
I T T A
EEE I S I T A T T AR T T A T T S ST s

EE S T S T S S S TR S S S S S

LAGEBER

+
+

L T N N
P TR R Ik TE Ak Tk T S T T A T T S S S
R T T Tk S T T S S S S S S S S S Y
L T S T A At T I )
I T A Tk TE A T T S T T A T T S S S S

» KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNABSCHLUSS

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTREGHNUNG

KONZERNBHLANZ

KONZERNEIGENKAPITAL-

VERANDERUNGSRECHNUNG

ENTWIECKLUNG DES

|61

KONZERNANLAGEVERMOGENS

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

ANHANG

L N A N

A

L

++++ A+

R A I

IFRS — KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR 01.01. - 31.12.2005 01.01.-31.12.2004
Auszahlungen fiir Investitionen in Sachanlagen -1.704 -1.023
Auszahlungen fiir Investitionen in immaterielle Vermégenswerte -4.273 -2.230
Einzahlungen aus Abgéngen von immateriellen Vermogenswerten und Sachanlagen 972 32
Cash Flow aus der Investitionstatigkeit -5.005 -3.221
Aufnahme von Bankdarlehen 1.250 1.250
Tilgung von Bankdarlehen -2.376 -2.942
Tilgung der Wandelanleihe -5.634 0
Veranderung von Kontokorrentverbindlichkeiten 1.061 -604
Veranderung der tibrigen Finanzverbindlichkeiten 170 -106
Einzahlungen aus der Kapitalerhéhung 6.844 0
Einzahlungen aus der Ausiibung von Bezugsrechten 199 0
Auszahlungen fiir Aufwendungen der Kapitalerhéhung -109 0
Cash Flow aus der Finanzierungstatigkeit 1.405 -2.402
Wechselkursbedingte Veranderung des Finanzmittelbestandes 439 -324
Veranderung der fliissigen Mittel 3.791 -4.251
Fliissige Mittel zum Jahresanfang 22.534 26.785
Fliissige Mittel zum Ende der Periode 26.325 22.534
Der Cash Flow aus der laufenden Geschaftstatigkeit enthalt:
Zinszahlungen wahrend der Periode 1.257 1.405
Zinseinnahmen wahrend der Periode 592 383
Steuerzahlungen wéhrend der Periode 455 842
Steuererstattungen wahrend der Periode 392 2.672
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IFRS — KONZERNEIGENKAPITAL-VERANDERUNGSRECHNUNG

Anzahl der Aktien

TEUR in tausend Stiick Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2004 14.957 14.957
Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in Gezeichnetes Kapital 200 200

Zufiihrung aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen

Zufiihrung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten

Jahresergebnis

Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt

Fremdwdhrungsanpassung

Stand 31.12.2004 15.157 15.157
Stand o1.01.2005 15.157 15.157
Einzahlung aufgrund Kapitalerhéhung 1.456 1.456

Kosten der Kapitalerh6hung nach Steuereffekt

Zufiihrung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten

Ausgabe von Stiickaktien:

Ausiibung von Aktienoptionen 180 180

Jahresergebnis

Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt

Fremdwdhrungsanpasung

Stand 31.12.2005 16.793 16.793
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Bilanzgewinn/ Kumuliertes iibriges

Kapitalriicklage Gewinnriicklage -verlust Eigenkapital Minderheitsanteile Total
82.446 433 164 0 33 98.033
200
1721 1721
750 750
-16.397 n -16.386
-22 -22
-880 -880
84.917 433 -16.233 -902 44 83.416
84.917 433 -16.233 -902 44 83.416
5.388 6.844
-109 -109
458 458
19 199
-8.233 5 -8.228
-10 -10
1.595 1.595
90.673 433 -24.466 683 49 84.165
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ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMOGENS (ANLAGESPIEGEL 2005)

Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten

Wahrungs- Zugangaus  Umbuchungen /
TEUR 01.01.2005 differenz Investitionen ~ Umgliederungen Abgang 31.12.2005
I. Immaterielle Vermdgenswerte
1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 16.777 -274 175 16.678
2. Entwicklungskosten 10.904 548 4.098 0 15.550
3. Aktivierte Leasinggegenstande
Software 184 2 0 13 173
27.865 276 4.273 0 13 32.401
Il. Geschifts- oder Firmenwert 36.892 1.079 0 0 0 37.9M
1ll. Sachanlagen
1. Grundstiicke, Geb3dude, Einbauten 7.400 183 136 440 2.057 6.102
2. Technische Anlagen und Maschinen 9.139 1.073 250 0 26 10.436
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung 10.572 350 547 -440 380 10.649
4. Fahrzeuge 541 30 47 0 52 566
5. Anlagenim Bau 0 0 7 0 0 i
6. Aktivierte Leasinggegenstande
Grundstiicke, Gebaude, Einbauten 632 5 90 0 600 127
Technische Anlagen und Maschinen 874 -1 528 0 26 1375
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung 1.226 -97 35 0 3 1161
30.384 1.543 1.704 0 3.144 30.487
IV. Finanzanlagen
1. At-equity bewertete Beteiligungen 2.095 0 0 2.095
2. Sonstige Finanzanlagen 201 201
2.296 0 0 2.296
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Kumulierte Abschreibungen Restbuchwert
Wahrungs- Umbuchungen /

01.01.2005 differenz Zugang Umgliederungen Abgang 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005
1.120 -354 1.851 12.617 5.657 4.061
3.376 254 2347 5.977 7528 9.573
122 1 29 13 139 62 34
14.618 -99 4.227 13 18.733 13.247 13.668
12.572 0 1.839 0 0 14.41 24.320 23.560
3.795 163 1.622 125 834 4.87 3.605 1.231
6.823 930 1105 0 26 8.832 2316 1.604
8.485 232 710 -125 367 8.935 2.087 1714
499 21 24 0 50 494 42 72
0 0 0 0 0 0 0 n
316 1 304 0 600 21 316 106
73 -1 136 0 26 822 161 553
1125 -24 30 3 1128 101 33
21.756 1322 3.931 1.906 25.103 8.628 5.384
2.073 0 22 2.095 22 0
168 0 168 33 33
2.241 0 22 2.263 55 33
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ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMOGENS (ANLAGESPIEGEL 2004)

Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten

Wahrungs- Zugangaus  Umbuchungen /
TEUR 01.01.2004 differenz Investitionen  Umgliederungen Abgang 31.12.2004
I. Immaterielle Vermdgenswerte
1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowielizenzen an
solchen Rechten und Werten 16.806 -209 189 9 16.777
2. Entwicklungskosten 9.087 -191 2.008 0 10.904
3. Aktivierte Leasinggegenstande
Software 157 -6 33 184
26.050 -406 2.230 0 27.865
Il. Geschifts- oder Firmenwert 37.461 -575 0 0 0 36.892
1ll. Sachanlagen
1. Grundstiicke, Geb3dude, Einbauten 7.544 -126 52 70 7.400
2. Technische Anlagen und Maschinen 9.537 -549 216 0 65 9.139
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung 10.443 -102 652 421 10.572
4. Fahrzeuge 571 -6 43 0 73 541
5. Anlagenim Bau 0 0 0 0 0
6. Aktivierte Leasinggegenstande
Grundstiicke, Gebaude, Einbauten 600 0 32 0 0 632
Technische Anlagen und Maschinen 880 -6 0 0 0 874
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung 1307 -59 28 50 1.226
30.888 -848 1.023 679 30.384
IV. Finanzanlagen
1. At-equity bewertete Beteiligungen 2183 1 0 0 89 2.095
2. Sonstige Finanzanlagen 202 -1 0 201
2.385 0 0 0 89 2.296




LN I R N T T R N B N N N N
B T T T T i T T T 2 S S T S
L T T S T T S S S S S S S S Y
L S T
B e T s s i e S S S SN S S S
L T I T S A S S S
+ o+ F o+ F o+ F o+ o+ FF o F o+ F o+ F o+
B T T T 2 T T T S S S S S S S S S Y
I T T A
B T T T T T T T 2 2 T S
L T S S T S T S S S S A S A S S S
L T T
B i T s i s S T S S S S S
L T S T A A A T A T )
L S A T

P I I TR IE S Ak TE T T T T T T S S o)

A
2
o

L T S T A At T I )
+ o+ + o+ F o+ F o+ o+ o+ F A+ F o+ F o+
B T T S T T T S S S S S S S S S
Fh bk b bk b b bk h h h ok kb kb kb b4
I S S S S S S S S S S S S i N
L S S S S R A T T Y
L A T N
P T T Tk S T T S S S S S S S A S S S
L S T S G R
B T S A N T T T T T T Tk T T S S
EE S N T T T T T T T 2 S S S S S S A S
L T T B A S

B S i T s T s e S S S T S S S S S

INVESTOR RELATIONS

+
+
¥
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

L I s
T T A T T T T T S S T S S S S A S
L T A I N
I A I T A T T A T T A T e S S s

+

m

B T T Tk T T S S S S S S S S S S Y
L T S
B S T T T i s T T S S S
L S S S T S A S S T I S Y
L S T N N
+ 4+ + + o+ 4
L T N R A IR I e
+ + + + F F FF FFFF A FFF A F @
B T T T S T T T S S S S S S S S S S S
L S T S Ak T S S N
A e T T T T T S S T S S S S S S S A S
b bbb E bbb bbbt bttt bt D
L S T I
B S e s s S S S S S R S S S R
L T T T T S
+ o+ + o+ F o+ F o+ o+ FF A+ F o+ F o+
P T Tk S T T S S S S S A S S S Y
L T S S R G T N
B S T T T i T T T S S T S

[
o
z

PRI T TR TR A T T T T S S T S S T

c
=
m

L T
P T T T S T T S S S S A S S A S S S

L T S S T T S S S A S S S S A S S
L T T A S N
B S s i T S S S S S R S S S S
L A T S A S S S S
+ o+ + o+ F o+ F o+ F o+ FFFF o+ F o+ F o+
B T T T 2 T T T S S S A S S S S S
I T T A
B e T s T i T S e T S S S S
EE S T S T S S S TR S S S S S
EE R T T B
B e T T s T s e S S T S S S S S
EIE T I T S

LAGEBERICHT

+
+

+
+

L S S I At S S
R T T Tk S T T S S S S S S S S S Y
L T S T A At T I )
S A N T T T T T T T T T N S T S

v

KONZERNABSCHLUSS

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTREGHNUNG

KONZERNBHLANZ

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITAL-
VERANDERUNGSRECHNUNG

ENTWICKLUNG DES
KONZERNANLAGEVERMOGENS

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

ANHANG

B A I I IS

I i T T

L i T T T

B T i S T R S

T o S S SN S S

Kumulierte Abschreibungen Restbuchwert
Wahrungs- Umbuchungen /

01.01.2004 differenz Zugang Umgliederungen Abgang 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004
8.657 -224 2.696 11120 8.149 5.657
1765 -29 1.640 0 3.376 7322 7528
103 -4 23 122 54 62
10.525 -257 4.359 14.618 15.525 13.247
12.572 0 0 0 0 12.572 24.895 24320
3.391 -84 515 27 3.795 4153 3.605
5.963 -334 1.252 58 6.823 3.574 2316
8.128 -83 814 374 8.485 2.315 2.087
538 -6 40 73 499 39 42
0 0 0 0 0 0 0
246 0 70 0 0 316 354 316
648 -3 68 0 0 73 232 161
1.086 -40 129 50 1125 221 101
20.000 -550 2.888 582 21.756 10.888 8.628
2.073 0 0 2.073 110 22
168 168 34 33
2.241 0 0 2.241 144 55
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SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHAFTSFELDERN

Lithografie Substrat Bonder

TEUR 2005 | 2004 2005 | 2004
Umsatzerldse 66.554 61.756 6.074 7.665
Segmentergebnis 4.626 1.596 -4.016 -3.543
Ergebnis aus der At-equity Bewertung -22 0 0 0
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Ertrage 290 23 67 -131
Segmentvermogen 66.281 72.803 14.638 13.092

- davon Geschafts- oder Firmenwert 13.599 13.599 0 0
Segmentschulden -28.737 -32.664 -4.393 -2.796
Abschreibungen 3.1 3.483 1.010 363

- davon planmaRig 3.290 3.483 1.010 363

- davon auBerplanmaRig 481 0 0 0
Investitionen 1.227 1.252 446 863
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 275 297 H 75 H 81

SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN
Umsatzerlése Investitionen

TEUR 2005 i 2004 2005 i 2004
Europa 41.588 32.500 4.550 2.075
Nordamerika 42.170 31.800 703 889
Japan 7.669 15.600 18 36
Sonstiges Asien 26.112 30.900 30 223
Rest 0 505 676 31
Konsolidierungseffekte 0 0 0 0
Gesamt 17.540 1M.305 5.977 3.254
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Device Bonder Test Systeme Sonstige Summe

2005 | 2004 2005 | 2004 2005 | 2004 2005 | 2004
6.129 6.032 28752 26.968 10.030 8.883 117,540 1M.305
3.932 723 2.074 1518 -4.457 7244 -5.706 8397
0 0 0 0 0 0 2 0
134 387 -44 300 289 -569 736 -590
5.515 11.868 20.265 20.061 13.431 9.713 120.130 127,537
0 1.839 4.597 4234 5364 4.648 23.560 24.320
1.048 3163 -6.836 5.023 -2.476 2,981 -43.490 -46.627
3.081 265 440 501 17 2635 10.019 7247
186 265 440 501 17 2.224 6.643 6.836
2.895 0 0 0 0 an 3376 an
29 28 184 408 4.001 703 5.977 3.254
45 67 128 128 161 160 684 733

Vermoégen
2005 | 2004
73.7119 84.629
43.485 37.671
4.185 8.710
it 402
3.759 2.703
-5.736 -6.578
120.130 127.537

4+ F o F F F b F F F F F o F FEFEEFEFF

+ o+ o+ o+ o+



L e T S S S S S N N i

T T T S i St S S S S S A S

70|

L T I T S S S S S N 2 S e

I T T T S i Nt S S S S A S

ANHANG zuMm IFRS — KONZERNABSCHLUSS FUR DAS GESCHAFTSJIAHR 2005

|. BESCHREIBUNG DER GESCHAFTSTATIGKEIT

Die SUSS MicroTec AG (das ,,Unternehmen® oder die ,Gesellschaft) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleissheimer Str. 9o, und ihre
Tochtergesellschaften bilden ein international titiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikro-
elektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen in Deutschland,
Waterbury und Palo Alto in den USA, und Saint Jeoire in Frankreich. Vertrieben werden die Produkte sowohl iber die Produktions-
standorte selbst als auch zusatzlich lber selbstandige Vertriebsgesellschaften in GroBbritannien, Japan, Thailand, Taiwan und China.

In den Landern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb tiber Handelsvertretungen abgewickelt.

Il. ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSATZE

Il.1 Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde erstmals nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten
und veréffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehdrigen Interpretationen aufgestellt, wie sie
in der Europdischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden, unter Anwendung von IFRS 1, voll-
standig erfiillt und fiihren zur Vermittlung eines den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechenden Bildes der Vermdgens-, Finanz- und

Ertragslage des SUSS-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuch muss
die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der
SUSS Micro Tec AG um ein bérsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 Abs.
1 ff. HGB erstellt.

Il.2 Nicht vorzeitige angewandte Standards / Interpretationen
Das IASB hat nachfolgende Standards, Interpretationen und Anderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwen-

dung noch nicht verpflichtend ist und die vom SUSS-Konzern auch nicht vorzeitig angewandt wurden:

IFRS 7,,Finanzinstrumente: Angaben“
Das IASB hat im August 2005 IFRS 7 verdffentlicht. In diesem Standard wurden die Angaben zu Finanzinstrumenten zusammenge-
fasst, die bislang in IAS 30 ,,Angaben im Abschluss von Banken und dhnlichen Finanzinstitutionen“ und IAS 32 ,Finanzinstrumente:

Angaben und Darstellung” geregelt waren. Dabei wurden einzelne Angabepflichten gedandert bzw. erganzt.

IFRS 7 ist verpflichtend auf Geschaftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen. Eine friihere Anwendung

wird empfohlen.

Der Standard, der von allen Unternehmen anzuwenden ist, wird bei der erstmaligen Anwendung durch den SUSS-Konzern im Geschifts-

jahr 2007 voraussichtlich zu erweiterten Angaben zu Finanzinstrumenten fiihren.
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IFRIC 4 ,Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhiltnis enthalt“

Im Dezember 2004 hat das IASB die Interpretation IFRIC 4 verdffentlicht. Gegenstand dieser Interpretation sind die Fragstellungen,
wie festgestellt werden kann, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhaltnis ist oder beinhaltet bzw. wann eine Neueinschatzung
dariiber erforderlich ist. Zudem wird dargelegt, wie Leasingzahlungen von Zahlungen fiir andere Leistungen getrennt werden konnen,

die in derselben Vereinbarung geregelt sind.

Die Interpretation ist verpflichtend auf Geschiftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1.Januar 2006 beginnen. Die Ubergangs-
vorschrift er6ffnet das Wahlrecht, die Interpretation riickwirkend anzuwenden oder sie auf diejenigen Vereinbarungen anzuwenden,

die zu Beginn der friihesten Periode bestehen, fiir die Vergleichsinformationen im Abschluss dargestellt werden.
Die SUSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschiftsjahr 2006 keine Auswirkungen.

IFRIC 6,,Verbindlichkeiten, die sich aus einer Teilnahme an einem spezifischen Markt ergeben — Elektro- und Elektronik-Altgerate
Die Interpretation IFRIC 6 wurde vom IASB im September 2005 verdffentlicht. IFRIC 6 befasst sich mit dem Erfassungszeitpunkt von
Schulden fiir die Entsorgung von bestimmten privat genutzten Elektrogerdten, die unter die Bestimmungen der EU-Richtlinie tber
Elektro- und Elektronik-Altgerate bzw. deren Umsetzung in nationales Recht, in Deutschland etwa dem Elektro- und Elektronikgerate-

gesetz, fallen.

IFRIC 6 ist verpflichtend anzuwenden fiir Geschaftsjahre, die am oder nach dem 1. Dezember 2005 beginnen. Eine friihere Anwen-

dung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Interpretation im Geschaftsjahr 2006 hat voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf
den Konzernabschluss der SUSS MicroTec AG.

IFRIC 7 ,Anwendung des Restatement-Ansatzes nach IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationslandern”
Das IASB hat im November 2005 die Interpretation IFRIC 7 herausgegeben. Diese Interpretation enthalt Richtlinien zur Anwendung
von IAS 29 ,Rechnungslegung in Hochinflationslandern®, wenn die funktionale Wahrung eines Unternehmens erstmalig als hyper-

inflationdr eingestuft wird.
IFRIC 7 ist fiir Geschaftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Mdrz 2006 beginnen. Eine friihere Anwendung wird empfohlen.

Die Interpretation hat keine Auswirkungen auf die kiinftigen Konzernabschliisse der SUSS MicroTec AG, da bei keinem der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen die funktionale Wahrung die Wahrung eines Hochinflationslandes ist und das auch

nicht zu erwarten ist.

IFRIC 8 ,,Anwendungsbereich von IFRS 2

Das IASB hat im Januar 2006 die Interpretation IFRIC 8 verdffentlicht, die zum Anwendungsbereich von IFRS 2 Stellung nimmt. IFRS
2, Aktienbasierte Vergiitung“ ist anzuwenden auf Geschaftsvorfille, in deren Rahmen eine Gesellschaft Giiter oder Dienstleistungen
als Gegenleistung fiir eine aktienbasierte Verglitung erhalt. Nach IFRIC 8 ist IFRS 2 auch dann anzuwenden, wenn die Gesellschaft

die erhaltenen Giiter oder Dienstleistungen nicht klar identifizieren kann.

IFRIC 8 ist auf Geschaftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Mai 2006 beginnen. Eine friihere Anwendung wird empfohlen.
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Die Interpretation hat keine Auswirkungen auf die kiinftigen Konzernabschliisse der SUSS MicroTec AG, da kein in den Konzernab-
schluss einbezogenes Unternehmen derartige, in der Interpretation genannte Geschéftsvorfille getatigt hat und in der vorherseh-

baren Zukunft auch nicht tatigen wird.

Anderung des 1AS 1,,Darstellung des Abschlusses“ - Angaben zum Kapital
Das IASB hat im August 2005 im Zusammenhang mit der Verdffentlichung von IFRS 7, Finanzinstrumente: Angaben“ eine Anderung
des IAS 1 bekannt gemacht. Danach sind im Abschluss Informationen zu verdffentlichen, die den Abschlussadressaten eine Bewer-

tung der Ziele, Methoden und Prozesse beim Kapitalmanagement erméglichen.

Die Anderung des IAS 1ist anzuwenden fiir Geschiftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen. Eine friihere Anwendung

wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Anderung des IAS 1 durch den SUSS-Konzern im Geschiftsjahr 2007 wird zu erweiterten Anhang-

angaben fiihren.

Anderung des IAS 19 ,Leistungen an Arbeitnehmer” - Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste, gemein-
schaftliche Plane und Anhangangaben
Das IASB hat im Dezember 2004 eine Anderung des IAS 19 verdffentlicht. Die Anderung betrifft die folgenden Aspekte:

« Erweiterung der Erfassungsalternativen fiir versicherungsmathematische Gewinne und Verluste um eine optionale erfolgsneutrale

Erfassung der in der Berichtsperiode entstandenen Betrage im Eigenkapital,

« Pflicht zur erfolgswirksamen Erfassung von Forderungen oder Verbindlichkeiten entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen

bei gemeinschaftlichen Planen, die infolge nicht hinreichender Informationen wie beitragsorientierte Plane bilanziert werden,
« Darstellung von leistungsorientierten Planen im Risikoverbund mehrerer Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung und

« Anderung von Anhangangaben zu leistungsorientierten Pensionsplinen.

Die Anderungen des IAS 19 sind — soweit nicht optional — verpflichtend fiir Geschiftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem

1.Januar 2006 beginnen. Eine frithere Anwendung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Anderung des IAS 19 durch die SUSS MicroTec AG im Geschiftsjahr 2006 wird voraussichtlich nur
zu gednderten Anhangangaben zu den leistungsorientierten Pensionspldnen im Konzern fiihren. Derzeit ist nicht vorgesehen, von
der Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste nach der Korridormethode auf die erfolgsneutrale Erfassung im

Eigenkapital liberzugehen. Gemeinschaftliche Pensionsplane existieren im Konzern nicht.
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Anderung des IAS 39 ,Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung* - Bilanzierung von Cashflow-Sicherungsbeziehungen bei kiinf-
tigen konzerninternen Transaktionen

Das IASB hat im April 2005 eine Anderung des IAS 39 in Bezug auf die Bilanzierung von Cashflow-Sicherungsbeziehungen bei kiinf-
tigen konzerninternen Transaktionen veréffentlicht. Die Anderung des IAS 39 erméglicht es Unternehmen, das Wahrungsrisiko aus
einer mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden kiinftigen konzerninternen Transaktion im Konzernabschluss als gesichetes Grundge-
schaft im Rahmen einer Cashflow-Sicherungsbeziehung zu bestimmen, sofern die Transaktion auf eine andere Wahrung lautet als
die funktionale Wahrung des Unternehmens, das die Transaktion abwickelt und das Wahrungsrisiko sich auf das Konzernergebnis

auswirkt.

Die Anderung des IAS 39 ist fiir Geschiftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen. Eine friihere Anwen-

dung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Anderung des IAS 39 im Geschéftsjahr 2006 wird im Konzernabschluss der SUSS MicroTec AG zu
keinen Anderungen fiihren, da Wahrungsrisiken aus mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden kiinftigen konzerninternen Transak-

tionen nicht durch Cash-Flow-Hedges abgesichert werden.

11.3 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach IFRS
Der Konzernabschluss erfiillt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den
Grundsatz des True and fair views sowie der Fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesent-

lichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatze zu Grunde gelegt:

Immaterielle Vermégenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermégenswerte werden gemaR IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass
mit der Nutzung des Vermégenswertes ein zukinftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermogenswertes
zuverldssig bestimmt werden kénnen. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellkosten angesetzt und planmaRig linear tiber

ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre betragt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwands-
zuordnung mdoglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungs-
tatigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen kiinftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwik-
klungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschlieRlich entwicklungsbezogener Gemein-
kosten. Fremdkapitalkosten werden nicht aktiviert. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmaRig tiber den

erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis flinf Jahren abgeschrieben.

Immaterielle Vermégenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SUSS-Gruppe mit Ausnahme des Geschifts-

oder Firmenwerts nicht vor.

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschafts- oder Firmenwert nicht planmaRig, sondern nur noch im Rahmen eines Werthaltigkeits-

tests nach IAS 36 aulRerplanmaBig abgeschrieben.
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Sachanlagen
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach MaRgabe der voraussichtlichen Nutzungs-
dauer um planmaRige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer fiir die wesentlichen Anlagekategorien ist nach-

stehend wiedergegeben:

Grundstiicke, Geb&dude, Einbauten 10 — 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen 4 -5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 3-5Jahre
Fahrzeuge 5 Jahre

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Bei Anlagenabgangen werden die zugehdrigen histo-
rischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlds als sonstiger betrieb-

licher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenstianden wird gemaR IAS 17 zwischen ,Finance Lease“ und ,Operating Lease“ unterschieden. Gegen-
stande des ,Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller kiinftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivie-
rung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstiande werden lber ihre maRgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die
Leasingschuld wird gemafR den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim, Operating Lease“ erfolgt

keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemal3 den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

AuBerplanmiRige Abschreibungen auf immaterielle Vermoégenswerte und Sachanlagen

Eine auRerplanmaRige Abschreibung auf immaterielle Vermogenswerte einschliefRlich des Geschafts- oder Firmenwerts sowie auf
Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermdgenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden VerauRerungs-
erlose bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags fiir
einzelne Vermogenswerte nicht méglich, wird der Cashflow fiir die ndchsthéhere Gruppierung von Vermégenswerten bestimmt, fiir
die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschafts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der

Berichtseinheiten (Segmente).

Die Ermittlung der Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung erfolgt auf der Grundlage der Konzernplanung sowie geeigneter Fore-
casts aus der Halbleiterzulieferindustrie, auf deren Basis eine Trendermittlung der Netto-Cashflows fiir die nachfolgenden Perioden
vorgenommen wird. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes

in Hohe von 9,0 % durchgefiihrt.



LEE N I G T N R N I T T T
I T T T S S S S S S S S S A S
I T T T S S S T O
o T T T T S S T i S TR S A
S S S S S S A A A
T T T T I T T T N
O T T T S S S S S S S S S A S
I T s T S S S S S S A S A S
T . R T T S S S S A I A
I T T T S i St S S S S S A S S
I T T T S S S S S A A A
. T T T S S SR TR S S
T T T S i St S S S S S S A S
T T T
I T T T T S S S S S S S S A S
I T T S S S S S S S S S S S

RKETS LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS ‘75

w
[
[}
4

VORWORT INVESTOR RELATIONS

m

L T S S S T T ]
R T T S S S S S S S S S S S S S S S Y o
R T T T i S S R S S S S S S S S S 4
I . T S S S T T T
T T T S S S T N N SN S
I T T T S i S S S S S A S
I T T T T R T
I T T S S S S S S S S S S A A S
L S s S S S S S S A S A S
T . R T T S S A T I I A
I T T S i St S S S S S S A S S

2

+
+
+
+

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTREGHNUNG

KONZERNBILANZ
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITAL-
VERANDERUNGSRECHNUNG

ENTWIECKLUNG DES
KONZERNANLAGEVERMOGENS

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

» ANHANG

L T S S S N T i T S T T S S S S ]
T R T T S A N T T
I T T T S i it S S S A S A S
L . T T I T T R
O T T s S S S S S S S S
T s T S S S S S S S A S
T . . T T S S T T I I e A
T T T S S S S S S S S S
I S S S S S T A A S S S

EE T S T T S S T T I A S

R T T A T T S S T S S S S S A
LR I N R N N

T . S T T S S T T I T
T T T T i St S S S S S A S
T T T i i S S S S S S S S S S -]
L T S T T T S S S S S T
T T S T S I i T I A T A
FEE IR Ik Tk 2k T T T T T T T S S
T S T T S A A T T T T T i T ST S S A
R T I T T S S T T T T i i S S -
I T T T i i S S S S S S A S S

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I T T S S S S S A A A
T . R T T S S A e A s
I T T T S i S S S S A S A S
I S S T S S R T S Y
R T T T T S S T i T TN S S
e T T T S S St S S S S S S S S
A S S T S S S T T I I
L i T T S S S A
EE T T T S S T I
A I S S T T T I
T T T T R R S T
I T T T S S S S S S S S S A S
I T s T S S S S S S A S A S
T . R T T S S S S A I A
T T T S i S R S S S S S

L A S S T S S T T T i

T T S S S S S S S S A S

T T T i S S S S S S S S S

i T T S S

L T T T T S T T N R S S
e S T T S S S S S S A S A S
T . S T T S S T T I T
I T T T T i St S S S S S A S

+ o+ 4+ + o+
+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ 4+ o+
+ o+ 4+ + 4
+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ + o+
+ o+ o+ o+ o+
+ 4+ o+ 4+ o+
+ o+ o+ + o+
+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ 4+ o+
+ 4+ 4+ + o+
+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ + o+
+ o+ + + o+
+ o+ o+ o+ o+
+ o+ 4+ + o+
+ o+ o+ o+ o+

I T T T S S S S S S S S S S S
+ 4+ o+ + o+

I T T A T TR S S S S A S S S A
T I I A S
I T T T T T T T T S S S A

Sofern in den Folgeperioden die Griinde fiir die auRerplanmaRige Abschreibung entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen.
Die Zuschreibung erfolgt dabei hochstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der auBerplanmaRigen Abschreibung ergeben

hatte. Eine Zuschreibung auf auerplanmaRig abgeschriebene Geschafts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

At-equity bewertete Beteiligungen
Der Konzern bewertet seine At-equity bewerteten Beteiligungen gemaf IAS 28 (,Investments in Associates”). Es werden derzeit keine

At-equity bewerteten Beteiligungen mit VerauRerungsabsicht gehalten.

Sonstige Finanzanlagen
Sonstige Finanzanlagen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeiibt werden kann bzw. die fiir die Darstellung der Vermogens-,
Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abziiglich erforderlicher Wertminde-

rungen angesetzt.

Vorratsvermogen

Das Vorratsvermogen wird zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum jeweils niedrigeren Betrag von Anschaffungskosten
und NettoverauBerungswert bewertet. Der NettoverauBerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserl6s abziig-
lich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden bei den NettoverduBerungswerten Bestandsrisiken des Vorrats-
vermogens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen
beriicksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechen-

bare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts-

wertes.

Bei Wegfall der Griinde, die zu einer Wertberichtigung der Vorrate gefiihrt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorge-

nommen.

Forderungen und sonstige Vermoégenswerte

Forderungen und sonstige Vermogenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente zu fortgefiihrten Anschaffungs-
kosten bilanziert. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen.
Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen
Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterldsen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen

gegenliber einzelnen Kunden.

Wertpapiere
Wertpapiere werden mit Marktpreisen bewertet. Unrealisierte Gewinne und Verluste von Wertpapieren, die als zum ,Verkauf
bestimmt“ klassifiziert werden (,available for sale“), werden unter Beriicksichtigung von Steuern im Kumulierten tbrigen Eigenka-

pital ausgewiesen.
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Aktienoptionsplane
Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplanen gemaf IFRS 2. Der Zeitwert der ausgege-
benen Aktienoptionen wird unter Beriicksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermitt-

lung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

Pensionsriickstellungen

Die Pensionsriickstellungen werden gemaf 1AS 19 (,Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwart-
schaftsbarwertverfahrens (,,Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukiinftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhéhungen der
Leistungen werden beriicksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbe-
ziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermégenswerte (Planvermogen). Versicherungsmathematische
Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie auerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsum-
fangs liegen. In diesem Fall werden sie iiber die kiinftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen

aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der Zinsaufwendungen ausgewiesen.

Sonstige Riickstellungen

Die sonstigen Riickstellungen werden gemaf3 IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegeniiber Dritten besteht, deren Inanspruch-
nahme wahrscheinlich und wenn die voraussichtliche Hohe des notwendigen Riickstellungsbetrages zuverlassig schatzbar ist. Die
Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Riickstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssdtze mit ihrem auf den

Bilanzstichtag abgezinsten Erflillungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum Riickzahlungsbetrag unter Einbeziehung von Transaktionskosten sowie Agien und Disagien ange-
setzt. Langfristige Verbindlichkeiten werden mit dem Barwert angesetzt. Sofern vorgeschrieben, werden Verbindlichkeiten (z. B. deri-

vative Finanzinstrumente) zu Zeitwerten bewertet.

Umsatzerlose
Umsatzerldse aus Maschinenverkdufen werden gemaf IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahreniibergang an den Kunden erfasst,

wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Vertragen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsat-

zerl6se erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsatze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Servicevertragen, zeitanteilig realisiert. Im Fall

von Ersatzteilverkdufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Herstellungskosten

Die Herstellungskosten umfassen die den Umsatzerldsen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften
Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinko-
sten einschlieBlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermoégenswerte sowie die Abwertungen

auf die Vorrate.
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Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen fiir Forschung und nicht aktivierungsfahige Entwicklung werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Ertrage
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Ertrage werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfa3t.

Dies betrifft auch die Aufwendungen und Ertrage aus der Fremdwahrungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueranspriiche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 (,Income Taxes*) fir alle temporaren Differenzen
zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermogenswerte und Schulden und deren Wertansatzen in der IFRS-Konzern-
bilanz sowie auf steuerliche Verlustvortrage gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersatze ermittelt, die nach der
derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Landern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueranspriiche
auf tempordre Differenzen bzw. Verlustvortrage werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in ndherer Zukunft hinrei-

chend gesichert erscheint.

Auf tempordre Unterschiede beim Geschéfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschrei-

bungen auf derivative Geschafts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden kénnen.

Ergebnis pro Aktie (EPS - Earnings per Share)
Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 (,Earnings per Share").

Das unverwasserte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet,indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausge-

gebenen Aktien dividiert wird.

Das verwasserte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt,indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausge-

gebenen Aktien zuzliglich der zu einer Verwasserung fiihrenden Aktiendquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Wihrungsrisiken werden in der SUSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemal I1AS 39. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert
bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermogenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der
erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertanderungen werden grundsitzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft

wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschafte handelt.

Bilanzierung von Zuschiissen

Zuwendungen aus der 6ffentlichen Hand werden gemaR IAS 20 (,Accounting for Government Assistance”) nur erfasst, wenn eine
angemessene Sicherheit dafiir besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfiillt und die Zuwendungen gewdhrt werden.
Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsatzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch
die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschiisse, die sich auf aktivierungsfahige Entwicklungskosten beziehen, werden akti-

visch abgegrenzt.
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Transaktionen in Fremdwahrung
Einkdufe und Verkaufe in Fremdwahrungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermo-
genswerte und Schulden in Fremdwahrung werden mit dem geltenden Wahrungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Wahrung

umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwahrungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

Verwendung von Schitzungen
Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschdtzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von
Vermégenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Ertragen und

Aufwendungen haben. Die tatsachlichen Werte kdnnen in Einzelfdllen von den getroffenen Annahmen und Schatzungen abweichen.

Die Annahmen und Schitzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die konzerneinheitliche Festlegung von Nutzungsdauern, die
Bilanzierung und Bewertung von Riickstellungen, die Parameter fiir die Bewertung der Pensionsriickstellungen und Aktienoptionen
im Zeitpunkt der Gewdhrung sowie die Realisierbarkeit zukiinftiger Steuerentlastungen. Dariiber hinaus sind Schatzungen und

Annahmen bei der Uberpriifung des Geschafts- oder Firmenwerts (,Impairment Test“) notwendig.
Il.4 Konsolidierung

Konsolidierungsgrundsatze
In den Konzernabschluss werden die Abschliisse der SUSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem
Control-Prinzip unabhangig von der Beteiligungshohe die Beherrschungsmoglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der

Stimmrechte wird grundsatzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20 und 50 %), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss

auf die Geschafts- und Finanzpolitik austiben kann, werden nach der At-equity Methode bewertet.
Die Kapitalkonsolidierung erfolgte unter Anwendung der Vereinfachungsvorschriften des IFRS 1.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Ertrage und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-

nehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschliissen in fremder Wahrung

Die funktionale Wahrung des Konzerns ist der EURO. Alle Angaben erfolgen in tausend EURO, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Wahrung die jeweilige lokale Wahrung ist, werden (mit Ausnahme des Eigen-
kapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlust-

rechnung zu Durchschnittskursen.
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2005 2004

Bilanz G&V Bilanz G&V
1EUR vs 1USD 1,18 1,25 1,36 1,25
1EUR vs 100 JPY 139,13 13714 139,83 133,92
1EUR vs 1 GBP 0,69 0,69 0,7 0,68
1EUR vs 1 CHF 1,56 1,55 1,54 1,55
1EUR vs 100 TWD 39,12 40,25 43,63 41,67
1EUR vs 100 CNY 9,38 10,05 1,12 10,21
1EUR vs 100 THB 48,62 50,18 53,08 50,17

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes libriges Eigenkapital)

ausgewiesen.

1.5 Angaben zum Konsolidierungskreis
Im Geschéftsjahr 2005 gab es keinerlei Anderungen des Konsolidierungskreises. Unverindert werden in den Konzernabschluss zum

31. Dezember 2005 folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SUSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen

(Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemaR lokalem Recht und in lokaler Wahrung; (*) = untestiert):

gezeichnetes Konsoli-
Gesellschaft Kapital Beteiligung Eigenkapital Jahresergebnis dierung
SUSS MicroTec AG, Garching 16.792.968,00 EUR Holding 99.171.176,76 EUR -544.704,44 EUR
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching 2.000.100,00 EUR 100 % 5.405.508,70 EUR -8.737.928,11 EUR voll
SUSS MicroTec Test Sytems GmbH, Sacka (**) 511.291,88 EUR 100 % 7.917.093,85 EUR 212.981,41 EUR voll
SUSS MicroTec Laboratory
Equipment GmbH, Singen (*) 26.000,00 EUR 100 % 207.215,87 EUR -1.243,38 EUR voll
SUSS MicroTec Ltd., Wokingham Berkshire (*) £10.000,00 100 % £1.405.681,00 -£23.265,00 voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama 30.000,00 TJPY 100 % 359.259,00 TIPY -135.543,00 TIPY voll
SUSS MicroTec S.A.S., St. Jeoire 1.275.000,00 EUR 100 % 1.785.449,00 EUR -70.076,00 EUR voll
SUSS MicroOptics S.A., Neuchatel (*) 500.000,00 CHF 85% 499.299,40 CHF 91.668,21 CHF voll
SUSS MicroTec Inc., Waterbury $105.000,00 100 % $8.970.400,57 -$355.260,37 voll
SUSS MicroTec (Taiwan)
Company Ltd., Hsin Chu (*) 5.000.000,00 TWD 100 % 13.717.656,00 TWD  -13.320.024,00 TWD voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai (*) 1.655.320,00 CNY 100 % 3.832.720,68 CNY 1.100.914,08 CNY voll
Image Technology Inc., Palo Alto (*) $24.287,00 100 % $1.541.417,92 $1.301.241,70 voll
MFI Technologies Group (*) $2.737.476,00 100 % -$4.091.028,60 -$242.273,52 voll
HUGLE Lithography Inc., Sunnyvale (*) $1.190.442,00 53,1% -$39.579,00 -$64.392,00 at equity
Suss MicroTec Company Ltd, Bangkok (*) 4.000,00 TTHB 49 % 13.147,85 TTHB 818,80 TTHB voll
Karl Siiss Geschaftsfihrungs-GmbH, Garching (*) 25.564,59 EUR 100 % 39.416,75 EUR -1.496,68 EUR at cost
Zentrum fiir Technologiestrukturentwicklung,
Glaubitz (*) 51.129,19 EUR 10% n/a n/a at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand (*) n/a 10% n/a n/a keine

(**) Jahresergebnis vor Beriicksichtigung des Ergebnisabfiihrungsvertrages mit der SUSS MicroTec AG

Fiir alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschliisse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.
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Die Beteiligung an der HUGLE Lithography Inc. wird aus Wesentlichkeitsgriinden trotz der Beteiligung von 53,1% am Kapital der
Gesellschaft nur nach der At-equity Methode in den Konzernabschluss einbezogen. Die HUGLE Lithography Inc. ist eine Gesellschaft

ohne aktiven Geschaftsbetrieb, die Uiber keine Vermégenswerte verfligt.

Die Suss MicroTec Company Ltd., Bangkok, wurde erstmals im Geschaftsjahr 2004 voll in den Konzernabschluss einbezogen. Erstkon-
solidierungszeitpunkt war der 31. Dezember 2004. Die SUSS MicroTec AG hilt unmittelbar 49 % an dieser Gesellschaft. Die Suss
MicroTec Company Ltd., Bangkok, ist als weitere Vertriebsgesellschaft fiir die SUSS-Gruppe in Asien titig und wird von der SUSS
MicroTec AG kontrolliert.

1.6 Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat weder im Geschaftsjahr 2005 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

1.7 Grundlagen der Erstanwendung

Der Konzernabschluss der SUSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2005 wurde gemaR IFRS 1 (,First Time Adoption of International
Accounting Standards“) hinsichtlich der Erstanwendung der IFRS aufgestellt. Die zum 31. Dezember 2005 verpflichtend geltenden IFRS
wurden fiir diesen Konzernabschluss retrospektiv angewendet. Der Zeitpunkt des Ubergangs auf die Rechnungslegung nach IFRS ist

der 1.Januar 2004. Der letzte Abschluss nach US-GAAP wurde fiir die Berichtsperiode zum 31. Dezember 2004 erstellt.

Von den gemaf IFRS 1 bestehenden Erleichterungswahlrechten bei der retrospektiven Anwendung der zum 31. Dezember 2005
geltenden IFRS fiir die Eréffnungsbilanz nach IFRS zum 1. Januar 2004 wurden durch den Konzern die Folgenden in Anspruch

genommen:

« Samtliche Unternehmenserwerbe, die vor dem 1. Januar 2004 durchgefiihrt worden sind, wurden hinsichtlich ihrer bilanziellen
Darstellung mit den im US-GAAP-Konzernabschluss angewendeten Methoden iibernommen. AuBerplanmafige Abschreibungen
auf den libernommenen Geschafts- oder Firmenwert gemaf3 IAS 36 waren in der Eréffnungsbilanz zum 1. Januar 2004 nicht

notwendig.

« Die Bewertung von Pensionsriickstellungen erfolgt in der IFRS-Er6ffnungsbilanz zum 1. Januar 2004 mit dem Barwert der entspre-

chenden Verpflichtungen abziiglich des Zeitwertes des zur Deckung der Pensionszusagen bestehenden Planvermégens.

« Der im Kumulierten librigen Eigenkapital ausgewiesene Ausgleichsposten aus der Umrechnung von Fremdwahrungsabschliissen

wurde in der IFRS-Eroffnungsbilanz auf null gesetzt.

Alle aus der Umstellung resultierenden Differenzen hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung der Vermégenswerte und Schulden

gegeniiber US-GAAP sind erfolgsneutral im Konzerneigenkapital verrechnet worden.
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1.8 Uberleitungsrechnung des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses von US-GAAP auf IFRS
Aus der erstmaligen Anwendung der IFRS resultieren die folgenden Auswirkungen auf das Eigenkapital des SUSS-Konzerns zum
1.Januar 2004 bzw. 31. Dezember 2004:

TEUR Erlduterung 01.01.2004 31.12.2004
Eigenkapital nach US-GAAP 102.409 88.552

Auswirkung der Umstellung auf IFRS

Aktivierung von Entwicklungsleistungen (i) 7322 7.529
Anpassung der Umsatzrealisierung (if)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -4.622 -3.194
Sonstige kurzfristige Forderungen 294 210
Vorratsvermégen 12.405 16.198
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -18.387 -23.873
Anpassung der Wandel- und Optionsanleihe (iii) 1134 656
Bewertung der Pensionsriickstellungen nach IAS 19 (iv) 124 -m
Unterschiedliche Bilanzierung des Geschafts- oder
Firmenwerts (v) -3.175 -3.745
Ansatz latenter Steuern (vi) 744 1126
Sonstige Posten 33 68
Summe der Auswirkungen -4.376 -5.136
Eigenkapital nach IFRS 98.033 83.416

Die sich aus der Umstellung von US-GAAP auf IFRS ergebenden Effekte auf das Jahresergebnis des Geschiftsjahres 2004 sind wie folgt:

TEUR : 2004
Jahresergebnis nach US-GAAP -16.690

Auswirkung der Umstellung auf IFRS

Aktivierung von Entwicklungsleistungen (i) 409
Anpassung der Umsatzrealisierung (if)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.428
Sonstige kurzfristige Forderungen -84
Vorratsvermogen 3.988
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -5.774
Anpassung der Wandel- und Optionsanleihe (iii) -453
Bewertung der Pensionsriickstellungen
nach IAS 19 (iv) 61
Unterschiedliche Bilanzierung des Geschafts- oder
Firmenwerts (v) 0
Ansatz latenter Steuern (vi) 694
Sonstige Posten 35
Summe der Auswirkungen 304

Jahresergebnis nach IFRS -16.386

4+ F o F F F b F F F F F o F FEFEEFEFF



L e T S S S S S N N i

T T T S i St S S S S S A S

L T I T S S S S S N 2 S e

I T T T S i Nt S S S S A S

Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach US-GAAP und IFRS betreffen insbeson-

dere die folgenden Sachverhalte:

Vi.

Nach IAS 38 werden Entwicklungskosten ab dem Zeitpunkt, zu dem die technologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit
gegeben ist, aktiviert und nachfolgend planmaRig abgeschrieben. Nach US-GAAP wurden Entwicklungskosten zum Zeitpunkt
ihres Entstehens ergebniswirksam erfasst.

Umsatzerlose aus Maschinenverkdufen werden gemaf 1AS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahreniibergang an den Kunden
erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann. Ist in Vertragen
neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerl6se
erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind. Nach US-GAAP wendete der Konzern fiir Kaufvertrage, die neben
der Maschinenlieferung weitere Komponenten wie die Installation und Abnahme der Maschine enthielten, EITF 0o-21,,Revenue
Arrangements with multiple Deliverables” an. Danach wurden die auf die einzelnen Elemente entfallenden Umsatzanteile
entsprechend ihrem relativen Verhaltnis der Marktwerte bestimmt und individuell nach den allgemeinen Vorschriften der

»Revenue Recognition“ nach US-GAAP realisiert.

Die begebene Wandel- und Optionsanleihe ist als ,Compound Financial Instrument“ gemaR IAS 32 in eine Verbindlichkeit und
einen Eigenkapitalanteil aufzuteilen. Nach IAS 32 sind die Komponente, die eine finanzielle Verbindlichkeit darstellt und die
andere, die dem Investor eine Option einraumt, die Verbindlichkeit gegen Eigenkapital des Unternehmens zu tauschen, getrennt
auszuweisen. Der separate Ausweis und die Folgebewertung von Verbindlichkeit und Eigenkapitalkomponente hat unabhidngig
von der Optionsausiibungswahrscheinlichkeit zu erfolgen. Die finanzielle Verbindlichkeit ist zum Fair Value anzusetzen. Der Fair
Value ergibt sich aus der Abzinsung der zukiinftigen Cashflows mit dem fiir vergleichbare Kreditrisiken marktiiblichen Zinssatz.
Der Wert der Eigenkapitalkomponente ergibt sich als ResidualgréBe. Nach US-GAAP wurde der bei der Ausgabe der Wandelschuld-
verschreibung vereinnahmte Betrag gemall APB 14.12 in voller Hohe als Verbindlichkeit passiviert. Eine Aufteilung des Betrages

in einen Fremdkapitalteil einerseits und einen Eigenkapitalteil andererseits wurde nicht vorgenommen.

Die bei der erstmaligen Bewertung der Pensionsriickstellungen nach IAS 19 entstandenen kumulierten versicherungsmathema-
tischen Gewinne und Verluste wurden zum Zeitpunkt des Ubergangs auf IFRS vollstindig erfasst. Unter Beriicksichtigung der
sich zwischen der Bewertung nach FAS 87 und IAS 19 ergebenden weiteren Unterschiede, verringerte sich die Pensionsriickstel-

lung vor Verrechnung mit verrechenbaren Plan Assets um TEUR 107.

IAS 21 sieht vor, dass ein Geschafts- oder Firmenwert, der aus dem Erwerb eines ausldndischen Geschaftsbetriebs und Anpas-
sungen des Buchwerts der Vermogenswerte und Schulden an den beizulegenden Zeitwert entsteht, wie ein Vermogenswert des
auslandischen Geschaftsbetriebs zu behandeln und damit zum Stichtagskurs umzurechnen ist. Die sich aus der Stichtagsbewer-

tung resultierenden Fremdwahrungsdifferenzen werden im Kumulierten iibrigen Eigenkapital erfasst.

Latente Steueranspriiche und Steuerverbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 (,Income Taxes*) fiir alle temporaren Diffe-
renzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermogenswerte und Schulden und deren Wertansatzen in der
IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvortrage gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersatze
ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Landern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden.
Latente Steueranspriiche auf temporare Differenzen bzw. Verlustvortrage werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbar-
keit in naherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint. Auf temporare Unterschiede bei Geschafts- oder Firmenwerten werden
latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschafts- oder Firmenwerte steuerlich geltend

gemacht werden kdnnen.
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I1l. ERLAUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I11.1 Umsatzerlose

Die Umsatzerlése setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Maschinen 90.487 87.348
Ersatzteile 9.834 8.893
Serviceleistungen 6.381 5.756
Sonstige 10.838 9.308
Umsatzerlose i 117.540 i 111.305

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerl6se auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die

sonstigen Umsatzerldse beinhalten vor allem Erlése aus dem Maskengeschaft sowie aus dem Bereich Mikrooptik.

l1l.2 Herstellungskosten
In den Herstellungskosten sind insgesamt Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von TEUR 2.347 (2004: TEUR 1.640)
enthalten.

Zudem enthilt diese Position eine einmalige Wertminderung von TEUR 767 auf Teile des Device Bonder-Lagers sowie Zuschreibungen
infolge geminderter Bestandsrisiken durch den niedrigerer Vorratsbestand im Vergleich zum Vorjahr.

l1l.3 Abschreibungen des Geschifts- oder Firmenwerts

Die Abschreibung des Geschafts- oder Firmenwerts wurde auf Basis des jahrlich durchgefiihrten Werthaltigkeitstests vorgenommen.
Aufgrund des unverandert schwierigen Geschaftsumfelds und der anhaltend schwachen Entwicklung bei Umsatz und Auftragsein-
gang wurde der dem Segment Device Bonder zugeordnete Geschafts- oder Firmenwert in voller Hohe auBerplanmaRig abgeschrieben.

Die Hohe der vorgenommen Abschreibung betragt TEUR 1.839.

Fiir die Bestimmung des erzielbaren Betrages bei der Bemessung der aufRerplanmaBigen Abschreibung wurde der zu erwartende Verdu-
Berungserlos fiir das Segment Device Bonder verwendet. Der zu erwartende VerduRerungserlés wurde unter Beriicksichtigung anfal-

lender VerduRRerungskosten mit Hilfe diskontierter Netto-Cashflows ermittelt.
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I1l.4 Sonstige betriebliche Ertrage
Die sonstigen betrieblichen Ertrage setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Fremdwahrungsgewinne 1558 466
Riickstellungsauflosungen 1178 514
Sonstige Zuschiisse 738 520
Auflésung von Wertberichtigungen auf Forderungen 342 148
Ertrage aus abgeschriebenen Forderungen 60 0
Mietertrage 54 39
Versicherungsleistungen 18 329
Mitgliedsbeitrage 0 61
Sonstiges 309 491
Sonstige betriebliche Ertrige 4.257 2.568

Bei den Fremdwahrungsgewinnen handelt es sich hauptsachlich um unrealisierte Wahrungsgewinne aus der Bewertung ausge-

reichter Fremdwahrungsdarlehen.

Die Ertrage aus Riickstellungsauflosungen des Geschaftsjahres 2005 resultieren hauptsachlich aus der teilweisen Auflésung der im
Vorjahr gebildeten Riickstellung fiir die Abfindungszahlung an Herrn Dr. Richter, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Gesell-
schaft.

Die sonstigen Zuschiisse betreffen insbesondere erhaltene Zuschiisse aus einem Férderprojekt der europdischen Union, welche ergeb-

niswirksam zu vereinnahmen waren.

lll.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
AuRerplanmaRige Abschreibungen auf Sachanlagen 1.515 0
Fremdwahrungsverluste 590 1.683
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermogen 266 89
Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen 238 93
Vertragsstrafen, Schadensersatz 31 85
Sonstiges 313 581
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.953 2.531

Als Ergebnis des jahrlichen Werthaltigkeitstests wurde fiir das Segment Device Bonder {iber die Abschreibung des Geschafts- oder
Firmenwerts hinaus weiterer Abwertungsbedarf ermittelt. Zur Deckung des Segmentbuchwertes ,Device Bonder” durch den
ermittelten VerduRerungswert fiir dieses Segment war eine auBerplanmaBige Abschreibung auf den zugeordneten Grundstiicks- und

Gebaudeteil in Hohe von TEUR 1.056 notwendig.
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Eine weitere auRerplanmaRige Abschreibung in Hohe von TEUR 459 auf den niedrigeren erzielbaren Betrag wurde auf das Gebaude

einschlieBlich Einbauten in ABlar vorgenommen, welches nach der SchlieBung des Standortes im Geschaftsjahr veraufert wurde.

111.6 Zinsaufwendungen und -ertrage

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaRen zusammen:

TEUR 2005 2004
Bankverbindlichkeiten 828 819
Wandel- und Optionsanleihe 1.067 1.045
Pensionsriickstellungen 106 12
Zinsaufwendungen 2.001 1.976

Bei den Zinsaufwendungen aus der Wandel- und Optionsanleihe handelt es sich in Hohe von TEUR 521 (2004: TEUR 591) um Zinszah-
lungen an die Anleiheglaubiger und in Hohe von TEUR 546 (2004: TEUR 454) um den Aufstockungsbetrag zur Erreichung des Riickzah-

lungsbetrages bei Laufzeitende.
Die Zinsertrage resultieren Uberwiegend aus Geldmarktanlagen.

111.7 Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellt sich wie folgt dar:

TEUR 2005 2004
Deutsche Kérperschaftsteuer 1.768 2327
Deutsche Gewerbeertragsteuer 1.365 1.984
Auslandische Ertragsteuer 39 1.989
Zwischensumme 3.172 6.300
Inanspruchnahme/Bildung latenter

Steuern auf Verlustvortrage -579 -272
Gesamtaufwand 2.593 6.028
...davon laufend 538 725
Inland 320 138
Ausland 218 587
...davon latent 2.055 5.303
Inland 2.496 4173

Ausland -441 1130
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Die folgende Tabelle zeigt eine Uberleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschiftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steuerauf-

wand.

TEUR 2005 2004
Angenommener Steuersatz

Kérperschaftsteuer 25,00 % 25,00%
Solidaritatszuschlag 5,50 % 5,50 %
Gewerbesteuersatz 14,90 % 14,90 %
Kombinierter Steuersatz 37,34 % 37,34 %
Ergebnis vor Steuern -5.635 -10.358
Erwartete Ertragssteuern -2.104 -3.868
Abweichende Steuersatze im Ausland -37 8
Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen 69 7
Abwertung von konzerninternen Darlehenspositionen 0 19
AuBerplanmaRige Abschreibung des Geschéfts- oder Firmenwerts 613 0
Nicht abzugsfahige Betriebsausgaben 55 96
Steueraufwand Vorjahre 421 575
Wertberichtigung auf latente Steueranspriiche 3.915 8.850
Inanspruchnahme wertberichtigter Verlustvortrage -253 0
Sonstiges -86 77
Effektive Ertragssteuern : 2.593 : 6.028

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf latente Steueranspriiche in Héhe von TEUR 3.915 vorgenommen. Die
Wertberichtigungen betreffen neben latenten Steueranspriichen auf Verlustvortrage in Hohe von TEUR 2.086 auch gebildete Steu-
eranspriiche auf tempordre Differenzen in Hohe von TEUR 1.829. Der groRte Teil dieser Wertberichtigungen wurde bei den Tochter-
gesellschaften in den USA, Frankreich und Japan sowie bei der Suss MicroTec Lithography GmbH notwendig. Die Wertberichtigungen
reduzieren die latenten Steueranspriiche auf einen Betrag, der nach Auffassung der Gesellschaft — basierend auf Erwartungen hinsicht-
lich zukiinftiger Gewinne sowie des Zeitpunkts der Umkehrung zeitlicher Buchungsunterschiede — wahrscheinlich realisiert werden

kann.

Im Vorjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf latente Steueranspriiche in Hohe von TEUR 8.850 vorgenommen. Der groRte
Teil dieser Wertberichtigung betraf latente Steueranspriiche auf Verlustvortrdge und wurde bei den deutschen Gesellschaften
einschlieBlich der SUSS MicroTec AG in Hohe von TEUR 5.957 notwendig. Bei den Gesellschaften in Frankreich und den USA erfolgten
insgesamt Wertberichtigungen in Hohe von TEUR 474 bzw. TUSD 3.108.
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Die Abgrenzungsposten fiir latente Steuern ermitteln sich wie folgt:
Aktiva Passiva
TEUR 2005 2004 2005 2004
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.247 4.728
Pensionsriickstellungen 1.273 1.249
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.939 6.674
Sonstige langfristige Riickstellungen 135 77
Immaterielle Vermégenswerte 2773 3.243
Sonstige kurzfristige Vermégenswerte 40 86
Finanzverbindlichkeiten 201 244
Geschifts- oder Firmenwert 513 313
Vorratsvermogen 429 4.656
Sachanlagen 606 473
Sonstiges 1.023 456
Verlustvortrage 18172 14.898
./.Wertberichtigung Verlustvortrage -15.556 -13.190
./.Wertberichtigung auf weitere
latente Steueranspriiche -2.841 -1.047
Gesamt 7392 13.845 4.562 9.015

Der Konzern verfiigt tiber Verlustvortrage in Hohe von TEUR 47.175 (2004: 38.783). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember
2010 insgesamt TEUR 7.360 und nach weiteren zwei Jahren nochmals TEUR 1.452. Im Zeitraum von 2022 bis 2025 verfallen insgesamt

TEUR 7.989. Ein Teil der Verlustvortrage in Hohe von TEUR 30.374 ist unbegrenzt nutzbar.

111.8 Ergebnis je Aktie
Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwasserten und verwdsserten Ergebnisses je Aktie.

2005 2004
Zéhler:
Jahresergebnis -8.228 -16.386
Nenner:
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien
unverwassert 15.722.299 15.134.384
Verwdsserung 0 0
verwassert 15.722.299 15.134.384
Ergebnis je Aktie in EUR:
unverwassert -0,52 -1,08
verwassert -0,52 -1,08

4+ F o F F F b F F F F F o F FEFEEFEFF

+ o+ o+ o+ o+



T T T S T T T N

T T T S i St S S S S S A S

o]
&

IR TR T T T T T T T S S S S S A

I T T T S i Nt S S S S A S

Im Geschaftsjahr 2005 wurden 733.175 Aktien aus der im Geschaftsjahr 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe bei der Berech-
nung des verwdsserten Ergebnisses nicht beriicksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwasserungseffekt fiihren

wiirde.

Die ausgegebenen Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft wurden bei der Berechnung des verwasserten Ergebnisses nicht beriick-

sichtigt, da ihre Einbeziehung ebenfalls zu einem negativen Verwasserungseffekt fiihren wiirde.
Ill.g Sonstige Angaben zur IFRS-Konzerngewinn- und Verlustrechnung
Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SUSS-Gruppe sind im folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen

Positionen enthalten:

TEUR 2005 2004
Léhne und Gehalter 32.613 37.349
Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Unterstiitzung 5.764 5.140
Aufwendungen fiir Altersvorsorge 2.013 2336
Personalaufwand 40.390 44.825

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen fiir Unterstiitzung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und

Berufsgenossenschaftsbeitrage.

Die Aufwendungen fiir Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplanen sowie Arbeitgeber-

anteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betrugen in 2005 TEUR 49.212 (2004: TEUR 41.373).

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Immaterielle Vermoégenswerte 4.227 4.359
Geschifts- oder Firmenwert 1.839 0
Sachanlagen 3.931 2.888
Finanzanlagen 22 0
Abschreibungen : 10.019 i 1.247
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Im Geschaftsjahr wurden auerplanmaRige Abschreibungen in Hohe von TEUR 3.376 (2004: TEUR 411) vorgenommen. Diese Abschrei-
bungen betreffen neben dem Geschifts- oder Firmenwert (TEUR 1.839) Sachanlagen (Grundstiicke und Gebaude sowie andere Anlagen,
Betriebs- und Geschéftsausstattung) in Hohe von TEUR 1.515, deren Buchwerte nicht mehr durch die erwarteten VerauRRerungserlose

bzw. diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt waren.

Zudem wurden infolge anhaltender Verluste auRerplanmaRige Abschreibungen auf At-equity bewertete Beteiligungen (Finanzan-

lagen) von TEUR 22 vorgenommen.
Die auRerplanmaRigen Abschreibungen des Vorjahres betrafen immaterielle Vermégenswerte (Standard-Softwarelizenzen).
[V. ERLAUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

IV.1 Immaterielle Vermégenswerte

Unter den immateriellen Vermégenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und dhnlichen Rechten in Hohe von
TEUR 4.061(2004: TEUR 5.657) Entwicklungsleistungen von TEUR 9.573 (2004: TEUR 7.528) ausgewiesen. Die aktivierten Entwicklungs-
leistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Produktionslinie fiir die C4NP-Technologie sowie

neuer Maschinen in den Segmenten Lithography und Substrate Bonder.

Anderungen in der kiinftigen IT-Ausrichtung des Konzerns machten im Vorjahr in Deutschland auRerplanméiRige Abschreibungen in
Hohe von TEUR 411 auf Standard-Softwarelizenzen notwendig. Diese auBerplanmaRigen Abschreibungen sind im Vorjahr in den allge-

meinen Verwaltungs- und Vertriebskosten enthalten.

IV.2 Geschifts- oder Firmenwert

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschafts- oder Firmenwert von TEUR 23.560 enthilt einen Fremdwahrungsanteil von
TUSD 9.588 aus dem Erwerb US-amerikanischer Geschaftsbetriebe in Vorjahren. IAS 21 sieht vor, dass ein Geschafts- oder Firmenwert,
der aus dem Erwerb eines auslandischen Geschaftsbetriebs und Anpassungen des Buchwerts der erworbenen Vermogenswerte und
Schulden an den beizulegenden Zeitwert entsteht, wie ein Vermogenswert des auslandischen Geschaftsbetriebs zu behandeln und
damit zum Stichtagskurs umzurechnen ist. Die aus der Stichtagsbewertung resultierenden Fremdwahrungsdifferenzen des Geschéfts-

jahres in Hohe von TEUR 1.079 (2004: -TEUR 575) werden erfolgsneutral im Kumulierten tibrigen Eigenkapital erfasst.

Zu den vorgenommenen auerplanmafigen Abschreibungen auf den Geschafts- oder Firmenwert verweisen wir auf die Textziffer
1.3,

IV.3 Sachanlagen
Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermégens sowie ihre Entwicklung im Berichts-

jahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermdgen sind mit einem Restbuchwert in Héhe von TEUR 692 (2004: TEUR 579) auch geleaste Technische Anlagen
und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschdftsausstattung sowie geleaste Grundstiicke, Gebaude und Einbauten enthalten, die
wegen der Gestaltung der ihnen zugrundeliegenden Leasingvertrage (,Finance Lease”) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigen-

timer zuzurechnen sind.
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IV.4 At-equity bewertete Beteiligungen
Die mittels der At-equity Methode bewertete Beteiligung an der HUGLE Lithography Inc., USA (Anteil 53,1 %) wurde im Geschaftsjahr
vollstandig abgewertet. Die Gesellschaft ist inaktiv.

IV.5 Sonstige Finanzanlagen
Der Konzern hilt weitere Beteiligungen mit Anteilen von weniger als 20 %. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen

bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abziiglich erforderlicher Wertminderungen.

IV.6 Sonstige langfristige Vermégenswerte
Die sonstigen langfristigen Vermdgenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Riickdeckungsversicherungen, welche die Verrech-

nungskriterien mit bestehenden Pensionsriickstellungen nicht erfiillen sowie geleistete Kautionen fiir angemietete Biirogebaude.

TEUR 2005 2004
Riickdeckungsversicherung 196 273
Kautionen 167 159
Ausleihungen 0 198
Sonstiges 1 M
Sonstige langfristige Vermogenswerte : 364 : 671

IV.7 Vorratsvermogen

Das Vorratsvermogen ldsst sich wie folgt aufteilen:

TEUR 2005 2004
Materialien und Hilfstoffe 21.037 15.970
Unfertige Erzeugnisse 9337 13.778
Fertigerzeugnisse 21.489 24.893
Demonstrationsgerate 10.032 10.556
Handelswaren 135 141
Wertberichtigungen -8.193 -1.896
Vorratsvermogen 53.837 57.442

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2005 bilanzierten Vorrate in Hohe von TEUR 53.837 (2004: TEUR 57.442) sind TEUR 8.162

zu ihrem NettoverauRerungswert bilanziert.
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IV.8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:
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TEUR 2005 2004
Forderungen gegen Dritte 24.807 25.337
Wertberichtigungen -1126 -1.438
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.681 23.899

IV.9 Wertpapiere
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Als ,available for sale” behandelt die Gesellschaft unter dieser Position den Aktienbesitz an der JMAR Technologies, Inc., der aus der

VerduRerung von Patenten und der Technologie betreffend Rontgenlithografie im Geschéftsjahr 2001 stammt.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Borsenkurs abgeleitet wurde.

Der durch die Marktwertanderung entstandene unrealisierte Verlust in Hohe von TEUR 17 wurde ergebnisneutral innerhalb des Eigen-

kapitals im Kumulierten tibrigen Eigenkapital ausgewiesen. Der Wert der Aktien betragt zum Jahresende TEUR 58 (2004: TEUR 74).

IV.10 Steuerforderungen

Die Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Héhe von TEUR 865 (2004: TEUR 1.590) sowie aus Forde-

rungen im Bereich Umsatzsteuer in Hohe von TEUR 255 (2004: TEUR 218).

IV.11 Sonstige kurzfristige Vermégenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermogenswerten sind folgende Positionen enthalten:

TEUR 2005 2004
Aktive Rechnungsabgrenzung 906 835
Geleistete Anzahlungen 640 160
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschaften 107 279
Sonstiges 246 630
Sonstige kurzfristige Vermogenswerte 1.899 1.904

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthalt Vorauszahlungen fiir zukiinftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeitrage oder

Mietvorauszahlungen.
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V. ERLAUTERUNGEN ZU DEN Passiva
V.1 Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SUSS MicroTec AG betrug zum Vorjahresstichtag TEUR 15.157. Es wurde am 26. August 2005 aus genehmigtem
Kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um TEUR 1.456 auf TEUR 16.613 erhdht. Der Bezugspreis fiir die neuen Aktien
betrug EUR 4,70 pro Aktie. Insgesamt ergab sich aus der Kapitalerhdhung ein Brutto-Mittelzufluss von EUR 6,8 Mio. Der Aufsichtsrat

hat dieser Kapitalerh6hung zugestimmt. Die neuen Aktien sind fiir das Geschaftsjahr 2005 vollumfénglich gewinnberichtigt.

Infolge der Ausiibung von insgesamt 180.000 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausiibungszeitraumen
wurde das Grundkapital aus bedingtem Kapital 2002/1l durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um TEUR 180 auf
TEUR 16.793 erhoht. Es ist in 16.792.968 Stiickaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 einge-

teilt. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht riickzahlbar und nicht
konvertierbar. Dividenden kénnen ausschlieflich aus den ausschiittbaren Gewinnen gemaf handelsrechtlichem Jahresabschluss der
SUSS MicroTec AG ausgeschiittet werden.

Das genehmigte Kapital verringerte sich im abgelaufenen Geschaftsjahr durch die Ausgabe neuer Aktien um TEUR 1.456 und betragt
zum Bilanzstichtag TEUR 6.022.

Am 31. Dezember 2005 verfiigt die Gesellschaft liber ein bedingtes Kapital in Hohe von insgesamt TEUR 6.088. Es kann bis zu
TEUR 4.800 fiir die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden. Weitere TEUR 750 sind fiir die Gewdhrung von
Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschaftsfiihrungsmitglieder und weitere Fliihrungskréfte des Konzerns aus dem Aktienoptions-
plan 2005 vorgesehen. Der Restbetrag von TEUR 539 ist in Hohe von TEUR 268 dem alten, geschlossenen Aktienoptionsplan 1999 und

in Hohe von TEUR 271 dem Aktienoptionsplan 2002 zuzuordnen.

TEUR 2005 2004

Grundkapital ‘ 16.793 ‘ 15.157

Genehmigtes Kapital 6.022 1478

Bedingtes Kapital 6.088 5.797
Riicklagen

Die Riicklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Kapitalriicklage 90.673 84.917
Gewinnriicklage 433 433
Bilanzverlust -24.466 -16.233

Riicklagen 66.640 69.117
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Die Kapitalriicklage erhohte sich im Geschaftsjahr durch das Agio aus der Kapitalerhhung nach Beriicksichtigung angefallener
Kosten um TEUR 5.279 und durch die Ausiibung von Aktienoptionen um TEUR 19. Zudem wurden der Kapitalriicklage aus der Gewdh-

rung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionsplane TEUR 458 ergebniswirksam zugefiihrt.

Im Vergleich zum Einzelabschluss der SUSS MicroTec AG nach HGB unterscheidet sich die Kapitalriicklage im IFRS-Konzernabschluss
durch die unterschiedliche Behandlung der Wandel- und Optionsanleihe sowie der Kosten der Kapitalerhéhungen in beiden Rech-

nungslegungsstandards.

Die Gewinnriicklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverandert.

Der Bilanzverlust erhéhte sich durch das negative Jahresergebnis von TEUR -8.233 vor Berlicksichtigung von Minderheiten auf
TEUR -24.466 Die Unterschiede aus der Umstellung der Rechnungslegung von US-GAAP auf IFRS wurden zum 1. Januar 2004 voll-

standig mit dem Bilanzverlust verrechnet.

Kumuliertes iibriges Eigenkapital

Die Entwicklung des Kumulierten librigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

TEUR 2005 2004
Fremdwahrungsanpassungen -880 0
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren -22 0
Stand zu Beginn der Periode -902 0
Verdanderungen vor Steuern

Fremdwahrungsanpassungen 1595 -880
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren -16 -35
Steuereffekte

Fremdwahrungsanpassungen 0 0
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren 6 13
Stand am Ende der Periode 683 -902

Aktienoptionspline der SUSS MicroTec AG

Aktienoptionsplan 1999

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 800 durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschaftsfiihrungsmitglieder und weitere
Fiihrungskrafte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Marz 2004 zu erhéhen. Der Bezugspreis fiir die Aktien entspricht dem Markt-
wert am Gewadhrungsstichtag. Die Bezugsrechte konnen zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Jahren, zu 50 % nach Ablauf einer

Wartefrist von 5 Jahren ausgelibt werden.

Die Bezugsrechte konnen nur von den Berechtigten ausgelibt werden, wenn der Bérsenkurs der Aktien des Unternehmens den Bezu-
gspreis bei Auslibung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50 %, nach vier Jahren um mindestens 75 % bzw. nach fiinf
Jahren um mindestens 100 % libersteigt. Die Bezugsrechte erl6schen bei Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses innerhalb der

Wartefrist bzw. sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.
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In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital fiir diesen Optionsplan auf TEUR 350 gesenkt. Die Ausgabe

von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde fiir die Zukunft aufgehoben.

Aktienoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 500 durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschaftsfiihrungsmitglieder und weitere
Flihrungskrafte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erh6hen. Der Bezugspreis fiir die Aktien entspricht dem Markt-

wert am Gewahrungsstichtag. Die Bezugsrechte kdnnen nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren zu 100% ausgeiibt werden.
Die Bezugsrechte konnen nur von den Berechtigten ausgeiibt werden, wenn entweder

« der Borsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausiibung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalen-
dermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgelibten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausiibung des Bezugsrechts
(entspricht 7,5 % fiir 12 Monate) libersteigt und zusatzlich sich im selben Zeitraum der Bérsenkurs prozentual gleich oder besser

entwickelt hat, als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgindex
oder

« der Borsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausiibung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollem Kalender-

monat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgelibten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausiibung tibersteigt.

Die Bezugsrechte erléschen bei Beendigung des Beschéftigungsverhaltnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende

der Erwerbsfrist.

Aktienoptionsplan 2005

In der Hauptversammlung vom 21.Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 750 durch Ausgabe von
bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stiickaktien zur Gewdhrung von Bezugsrechten an Vorstands- und
Geschéftsfithrungsmitglieder und weitere Flihrungskrifte der Konzerngesellschaften zu erhéhen. Der Bezugspreis fiir die Aktien
entspricht dem Marktwert am Gewahrungsstichtag. Die Bezugsrechte kdnnen erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund 2 Jahren

ausgelibt werden.

Die Bezugsrechte konnen nur von den Berechtigten ausgetiibt werden, wenn entweder

- der Borsenkurs der SUSS MicroTec Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausiibungszeitraums, in dem die
Aktienoption ausgelibt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Bérsenkurs der SUSS MicroTec
Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- der Borsenkurs der SUSS MicroTec Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausiibungszeitraums, in dem die

Aktienoption ausgeiibt wird, um mindestens 0,8333% pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.
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Die Bezugsrechte erloschen bei Beendigung des Beschaftigungsverhiltnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die

Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fiinf Jahren.

Im Geschaftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zufiihrung zur Kapitalriicklage in Hohe von TEUR 458 (2004: TEUR 750) fiir diese Pldne

vorgenommen.
Aus dem in der Hauptversammlung vom 21.Juni 2005 genehmigten Kapital wurden im Berichtsjahr insgesamt 193.000 Bezugsrechte
mit einem Bezugskurs von EUR 4,95 gewahrt.Im Vorjahr wurden aus genehmigtem Kapital 248.408 Bezugsrechte mit einem Bezugs-
kurs von EUR 3,44 gewdhrt.

Am 31. Dezember 2005 bestanden insgesamt 673.027 Bezugsrechte (2004: 761.963 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2005 gewahrten Optionen in Hohe von EUR 1,6152 wurde unter Verwendung

des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells berechnet. Fiir die Ermittlung des Marktwerts werden folgende Parameter verwendet:

2005 2004
Erwartete durchschnittl. Laufzeit 5 Jahre 6 Jahre
Risikofreier Zinssatz 2,82% 3,58 %
Erwartete Volatilitdt SUSS-Aktie 31% 39%
Erwartete Dividende 0% 0%

Die von der Gesellschaft gewahrten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

gewichteter durchschnittlicher

Anzahl Bezugspreis in EUR
01.01.2004 523.796 15,68
gewahrt 2004 248.408 3,44
ausgeiibt 2004 0
verfallen 2004 10.241 19,64
31.12.2004 761.963 11,64
gewahrt 2005 193.000 4,95
ausgelibt 2005 180.000 1,1
verfallen 2005 101.936 12,37
31.12.2005 673.027 12,42
ausgelibt 204.400

noch begebbar 557.000
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Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals

zusammen:
gewichteter gewichtete
Anzahl durchschnittl. durchschnittl.
Bezugsrechte Bezugspreis Restlaufzeit
Bereich des Bezugspreises EUR Monate
unter EUR 10,00 462.358 3,96 56
EUR 10,00 - EUR 19,99 0 0 0
EUR 20,00 — EUR 24,99 0 0 0
EUR 25,00 - EUR 29,99 118.669 27,31 n
EUR 30,00 - EUR 35,99 68.000 35,44 17
ab EUR 36,00 24.000 36,00 n
673.027 12,42 43

V.2 Pensionsriickstellungen
Das Unternehmen gewahrt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invaliditat beriicksich-
tigen. Die Plane unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Lander.

Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehalter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungs-
zusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfiillen, fiir die

entsprechende Riickstellungen gebildet werden.
Bei beitragsorientierten Versorgungsplanen geht der Konzern liber die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds
hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Riickstellung werden hier nicht

gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Inldndische Verpflichtungen 2124 2.217
Auslandische Verpflichtungen 457 348
Gesamt 2.581 2.565
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Leistungsorientierte Pldne (,,Defined benefit plans“)

Der Konzern verfiigt in Deutschland und Japan liber leistungsorientierte Pensionspldne. Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutsch-
land umfassen Anspriiche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhdngigkeit vom Jahresge-
halt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewahlte Personen der Geschéftsleitung. Die wesentlichen versi-

cherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

2005 2004
Abzinsungsfaktor 4,00 % 5,25 %
Erwartete Rendite auf das Planvermégen 4,70 % 470 %
Gehaltssteigerung 0,0% 0,0%
Rentensteigerung 1,0% 1,0%
Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten beriicksichtigt, da in den deutschen Planen keine aktiven Anwarter mehr enthalten

sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfiigt lber einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem
bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Hohe der Pensionszahlung
richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht fiir jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung
von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschaftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer

Betriebszugehorigkeit von mindestens drei Jahren.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Anderung der Nettoverpflichtung fiir Pensionen in den Geschiftsjahren 2005 und 2004:

TEUR 2005 2004
Riickstellung zum 1.1. 2.565 2.639
Aufwendungen aus Pensionsverpflichtung 214 98
Geleistete Fondsdotierungen 42 44
Versicherungsmathematischer Verlust 15 57
Pensionszahlungen -255 =273
Riickstellung zum 31.12. 2.581 2.565
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Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

TEUR 2005 2004
Barwert der Pensionsverpflichtungen 4.013 3.607
Zeitwert des Planvermogens -1.265 -1.248
Errechnete Pensionsverbindlichkeit 2.748 2359
Nicht realisierte versicherungsmathematische

Gewinne und Verluste -167 206
Riickstellung 2.581 2.565

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entféllt in Hohe von TEUR 1.770 (2004: TEUR 1.528) auf fondsfinanzierte Versorgungsan-

spriiche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

TEUR 2005 2004
Dienstzeitaufwand 108 23
Auswirkungen aus Plananderungen 0 -37
Personalaufwandskomponente 108 -14
Zinsaufwand 164 176
Erwartete Ertrage aus dem Planvermégen -58 -64
Zinsaufwandskomponente : 106 H 12

Beitragsorientierte Pline (,,Defined contribution plans®)
Der Konzern hat fiir seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder dlter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten,
einen ,,Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k)

Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einflieBenden Beitrdge werden jahrlich neu bestimmt. Samtliche Beitrdge des Unternehmens
werden in einem, Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch tiber

einen Zeitraum von 6 Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan betragt der Arbeitgeberbeitrag USD o,50 fiir jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maxi-
malen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag betrdgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen
Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf

Arbeitgeberbeitrage.

Im Geschéftsjahr 2005 betrugen die Aufwendungen des Konzerns fiir den Gewinnbeteiligungsplan TUSD o (2004 TUSD o) und fiir
den 401 (k) Plan TUSD 148 (2004 TUSD 166).
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V.3 Sonstige langfristige Riickstellungen
Die sonstigen langfristigen Riickstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Riickstel-
lungen haben sich folgendermaRen entwickelt:

Stand : Stand
TEUR 01.01.2005 Verbrauch Aufldsung Zufiihrung 31.12.2005
Altersteilzeit 445 -162 -42 214 455

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt fiir Arbeitnehmer der Suss MicroTec Lithography
GmbH, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhdltnis in den letzten fiinf Jahren vor Beginn der Alters-
teilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschaftigung/Teilzeitbeschaftigung ausgeiibt haben.

Wahrend der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die wahrend der Altersteilzeit-Gesamt-
dauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmaRig so verteilt, dass diese vollstandig in der ersten Halfte der Altersteilzeit geleistet

wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Halfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusatzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhdlt der Mitarbeiter eine Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist,
dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestes 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelt betragt. Der Aufstok-

kungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

V.4 Finanzverbindlichkeiten
Die Falligkeitsstruktur der Anleihen, der Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-
leasing ergibt sich zum 31. Dezember 2005 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

Restlaufzeit

31. Dezember 2005 Restlaufzeit von mehr als Restlaufzeit

bis zu einem bis zu von mehr als
TEUR einem Jahr fiinf Jahren fiinf Jahren Summe
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 9.114 4.581 569 14.264
Verbindlichkeiten aus Anleihen 3.457 373 0 3.830
Verbindlichkeiten aus Finance Lease 261 434 0 695
Gesamt 12.832 5.388 569 18.789

Restlaufzeit

31. Dezember 2004 Restlaufzeit von mehr als Restlaufzeit

bis zu einem bis zu von mehr als
TEUR einem Jahr fiinf Jahren fiinf Jahren Summe
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 4.898 8.685 731 14.320
Verbindlichkeiten aus Anleihen 5.634 3.095 0 8.729
Verbindlichkeiten aus Finance Lease 137 388 0 525
Gesamt 10.669 12.168 737 23.574

o+ F F F F F A+ b o F F F A FF FFEFFFFFE o+
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Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten setzen sich in Hohe von TEUR 3.611 (2004: TEUR 2.550) aus der Inanspruchnahme

eingeraumter Kreditlinien sowie in Hohe von TEUR 10.653 (2004: TEUR 11.770) aus langfristigen Darlehensvertragen zusammen.

Die Gesellschaft verfiigt liber diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und

deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

TEUR 2005 2004
Kreditlinie 5.158 16.491
Inanspruchnahme 3.6T1 2.550
Verfiigbare Kreditlinie 1.547 13.941

Der durchschnittliche Zinssatz fiir die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 3,83% (2004: 6,39%).

Aus dem im Vorjahr mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH geschlossenen Darlehensvertrag iiber eine Darlehenssumme in
Hohe von TEUR 3.350 wurde im Geschaftsjahr ein weiterer Teilbetrag in Hohe von TEUR 1.250 ausbezahlt. Der Darlehensbetrag dient
zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktionsmaschine gemaR Joint Development Agreement mit der IBM Corporation, USA.
Es wurde ein variabler Zinssatz in Hohe des Ein-Monats-Euribors zuziiglich eines risikoaddquaten Aufschlages vereinbart. Die Effek-
tivverzinsung im Geschaftsjahr lag bei 7,55 % p.a. Die Auszahlung des Darlehens richtet sich nach dem Projektfortschritt. Zum Bilanz-

stichtag waren insgesamt TEUR 2.500 ausbezahlt. Das Darlehen ist spatestens am 30. Juni 2006 vollstandig zuriickzufiihren.

Die Darlehensstande per Ende des Geschaftsjahres waren wie folgt:

Konzerngesellschaft 2005 2004 Zinssatz Falligkeit
SUSS MicroTec Test Systems GmbH (EUR) 2.542 3.178 3,25% 30.9.2009
SUSS MicroTec Lithography GmbH (EUR) 2.556 3.196 3,75% 30.9.2009
SUSS MicroTec Lithography GmbH (EUR) 441 588 3,75% 30.12.2008
Image Technology Inc. (USD) 474 692 9,81% 11.4.2007
Image Technology Inc. (USD) 134 201 8,75% 11.4.2007
Image Technology Inc. (USD) 436 655 8,75% 11.4.2007
SUSS MicroTec AG (EUR) 2.516 1.250 variabel 30.6.2006
Sonstige Darlehen <1 Mio EUR 1554 2.010
Gesamt 10.653 11.770
...davon kurzfristig fallig 5.503 2348
..davon langfristig fallig 5.150 9.422
... fallig in 2006 5.503
2007 1.760
2008 1.401
2009 1.250
2010 170
...spater 569
10.653
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Verbindlichkeiten aus Anleihen

Nach der zum 31. Oktober 2005 geleisteten Riickzahlung eines Teils der Wandelanleihe in Hohe von TEUR 5.634 belduft sich der
Gesamtbetrag der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe zum Bilanzstichtag noch auf insgesamt TEUR 3.830.
Hiervon entfallen TEUR 3.457 auf eine Wandelanleihe, die mit 6 % p.a. verzinst wird und in voller Hohe am 30. April 2006 riickzahlbar
ist, sofern sie nicht wihrend dieser Laufzeit in bis zu 919.810 Aktien der SUSS MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis
betrigt hierfiir EUR 9,5967 pro Aktie. Die SUSS MicroTec AG kann den Umtausch von bis zu 30 % des Nennbetrages verlangen, wenn
der Aktienkurs wahrend 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 140 % des Wandlungspreises liegt. Ein Umtausch
von bis zu 50 % des Nennbetrages kann von der Gesellschaft verlangt werden, wenn der Aktienkurs wahrend 23 von 25 aufeinander

folgenden Handelstagen bei mehr als 200% des Wandlungspreises liegt.

Des Weiteren entfallen TEUR 373 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6 % p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich der Ausiibung von
Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 riickzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der
SUSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie betrégt EUR 10,0561 und liegt um 5% tiber dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar
durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuziiglich Barzahlung von EUR 9,0561 je Aktie. Die Gesell-
schaft kann ab dem 4. November 2004 die Ausiibung von 33 1/3 % der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander
folgenden Handelstagen mehr als 135 % {iber dem Bezugspreis liegt. Die komplette Ausiibung des Bezugsrechte kann ab 4. November

2004 verlangt werden, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200% liber dem Bezugspreis liegt.

Der Bilanzausweis der Wandel- und Optionsanleihe erfolgt nach Verrechnung mit den liber die Laufzeit der Anleihe zu amortisierenden

Ausgabekosten.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausriistungsgegenstande sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungs-
bereich unter Operating Lease-Vertragen. Dariiber hinaus bestehen beziiglich Gebauden, Grundstiicken und Einbauten, Technischen
Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung Finance Lease-Vertrage, deren zugrundeliegende
Vermégenswerte aktiviert und planmaRig abgeschrieben werden. Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die kiinftigen

finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

davon Operating

Lease mit

Finance Operating nahestehenden

TEUR Lease Lease Personen

Abschreibungen / Aufwendungen 2005 470 2.640 1.630

Abschreibungen / Aufwendungen 2004 267 2.997 1.809

... féllig in 2006 291 2.306 1.630

2007 226 1.540 1301

2008 194 1340 1301

2009 38 348 321

2010 1 321 321

...spater 0 641 641

Gesamt zukiinftig 750 6.496 5.515
Zinsanteil 55
Verbindlichkeit 31.12.2005 695
...davon kurzfristig 261

...davon langfristig 434
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V.5 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
Unter den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

TEUR 2005 2004
Darlehen von Mitarbeitern 96 97
Lieferantenverbindlichkeiten 0 139
Sonstiges 149 193
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 245 429

V.6 Sonstige kurzfristige Riickstellungen

Die sonstigen kurzfristigen Riickstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Garantieriickstellungen 1350 1.266
Abfindungen 435 1.553
Restrukturierung 0 1569
Ubrige Riickstellungen 21183 2.243
Sonstige kurzfristige Riickstellungen : 3.968 : 6.631

Die Garantierlickstellungen wurden fiir gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewahrleistungsanspriiche von Kunden

aus Maschinenlieferungen in Hohe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Der Vorjahresausweis bei den Abfindungen enthalt eine bilanzielle Vorsorge fiir das Ausscheiden von Herrn Dr. Richter. Im abgelau-
fenen Geschaftsjahr hat sich die Gesellschaft mit Herrn Dr. Richter auf die endgiiltige Hohe der Abfindung geeinigt. Die gebildete

Riickstellung wurde entsprechend verbraucht bzw. aufgeldst.

Die im Vorjahr gebildete Riickstellung fiir Restrukturierung stand im Zusammenhang mit der SchlieBung des Werkes in ARlar
(TEUR 1.369) sowie eines Vertriebsbiiros in den USA (TEUR 200).

Die RestrukturierungsmaBnahmen in ARlar wurden im Geschaftsjahr 2005 abgeschlossen und die gebildete Riickstellung in Hohe
von TEUR 1.284 verbraucht und in Hohe von TEUR 85 aufgel6st. Der damit verbundene Personalabbau von 39 Mitarbeitern wurde im

ersten Quartal des Berichtsjahres durchgefiihrt.

Die fiir die SchlieBung eines Vertriebsbiiros in den USA gebildete Vorjahresriickstellung von TEUR 200 wurde im Berichtsjahr verbraucht.
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Die sonstigen kurzfristigen Riickstellungen haben sich wie folgt entwickelt:
Stand Stand
TEUR 01.01.2005 Verbrauch Auflosung Zufiihrung 31.12.2005
Garantieriickstellungen 1.266 -1.019 -247 1350 1350
Abfindungen 1.553 -900 -653 435 435
Restruktuierung 1.569 -1.484 -85 0 0
Ubrige Riickstellungen 2.243 -1.140 -151 1.231 2183
Sonstige kurzfristige
Riickstellungen 6.631 -4.543 -1.136 3.016 3.968

V.7 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

TEUR 2005 2004
Erhaltene Anzahlungen 25.009 27.607
Abgegrenzte Personalkosten 5.730 4.413
Fremdleistungen 2.572 1.761
Pramien und Provisionen 1.220 1.070
Passive Rechnungsabgrenzung 604 377
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschaften 536 0
Umsatzsteuer 206 21
Abgegrenzte Fordermittel 127 475
Riickkaufgarantien 0 188
Sonstiges 97 82
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 36.101 36.184

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen fiir Maschinen vor der endgiiltigen Abnahme. Nach erfolgter
Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen fiir Urlaubsriickstidnde, Gleitzeitguthaben, Erfolgsbetei-

ligungen sowie fiir Tantiemen enthalten.
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VI. SONSTIGE ANGABEN

V1.1 Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsatzlich samtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgange,
die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehdren einerseits origindre Finanzinstrumente wie Forderungen und
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanz-

instrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Wahrungsrisiken eingesetzt werden.

Originédre Finanzinstrumente
Die geschatzten Marktwerte der origindren Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen
bei einer tatsachlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren wiirde.

Fiir die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:
Fliissige Mittel: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der

Forderungen und Verbindlichkeiten anndherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Finanzverbindlichkeiten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktiiblichen Zinssatzen fiir Schuldtitel mit vergleichbaren
Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt. Bei variabel verzinsten Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte anndhernd ihren
Marktwerten, da die Zinssatze auf variablen Zinsen basieren, die sich an den Marktsatzen orientieren.

Wandel- und Optionsanleihe: Zur Ermittlung des Marktwerts der auf Basis der Wandel - und Optionsanleihe bestehenden Finanz-
verbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden wiirde.
Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Wandelanleihe beriicksichtigt. Ebenso wurden

Annahmen fiir das aktuelle Rating des Konzerns getroffen.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwar-

teten Mittelabflusses zu den marktiiblichen Zinssatzen fiir Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Marktwerte der origindren Finanzinstrumente sind in nachfolgender Ubersicht dargestellt:

2005 2004
TEUR Buchwert Marktwert Buchwert Marktwert
Verbindlichkeiten gegentiiber Kreditinstituten 14.264 13.91 14.320 14.361
Verbindlichkeiten aus Anleihen 3.830 4116 8.729 8.457
Verbindlichkeiten aus Finance Lease 695 688 525 520

Fiir sonstige origindre Finanzinstrumente entsprechen die Zeitwerte den zu den jeweiligen Stichtagen bilanzierten Buchwerten.
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Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen.
Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwahrungen entstehen durch grenziibergreifende Lieferbeziehungen
zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Wahrungsrdumen des USD und des YEN,
die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem EURO-Wahrungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages
werden Devisentermingeschafte abgeschlossen, um Wahrungsveranderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern.Da zum
Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschaft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich

um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt, ihr Ansatz erfolgt zu Marktwerten gemaR den

Bankenmitteilungen.

Zum 31. Dezember 2005 und 2004 bestanden folgende Devisentermingeschafte:

2005 2004

Nominalvolumen Marktwert in TEUR Nominalvolumen Marktwert in TEUR

Verkauf von US-Dollar (in TUSD) 13.730 -534 3.560 182
...davon bis zu einem Jahr 13.730 -534 3.560 182

...davon bis zu zwei Jahren 0 0 0 0

Verkauf von Yen (in Mio JPY) 272,3 90 306,2 97
...davon bis zu einem Jahr 272,3 90 306,2 97

Kauf von US-Dollar (in TUSD) 2.000 15 0 0
...davon bis zu einem Jahr 2.000 15 0 0

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Bérsenkursen ermittelt. Zum 31. Dezember 2005
wurden die Devisentermingeschéfte mit ihren Marktwerten bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermégenswerten bzw.
sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die dargestellten Kontraktwerte stellen die Summe der zum 31. Dezember 2005
bestehenden Verpflichtungen dar. Die potentiellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Wahrungskurse und andererseits
im Bonitatsrisiko der Gegenpartei, die ausschliefRlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonitat besteht.

VI.2 Nahestehende Personen

SUSS Grundstiicksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains

Verschiedene Konzerngesellschaften (Suss MicroTec Lithography GmbH, Suss MicroTec Test Systems GmbH, Suss MicroTec Inc.) mieten
ihre Geschiftsraumlichkeiten von der SUSS Grundstiicksverwaltungs GbR oder der Grundstiicksgesellschaft Hungar Mountains, USA.
Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Vertragen ergebenden zukiinftigen Mindestleasingraten sind in
V.4 dargestellt.

TEUR 2005 2004
Mietaufwendungen 1.630 1.809
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Familie Siiss
Die Familie Siiss als ehemalige Gesellschafter und heutige Aktionare des Unternehmens hat Beziige in verschiedenster Form, u.a. als
Pensionsanspriiche und Mietzahlungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen

und der Familie Suss dar. Die Pensionsanspriiche sind in V.2 Pensionsriickstellungen dargestellt.

TEUR 2005 2004
Gehalter und Pensionen 330 353

CMS Hasche Sigle
Das Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Schiicking ist Gesellschafter der CMS Hasche Sigle, einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Gruppe nimmt
Rechtsberatung von dieser Kanzlei in Anspruch.

TEUR 2005 2004

Beratungsaufwendungen 74 42

Leistungen an nahestehende Personen

TEUR 2005 2004
Gehalter und Pensionen 330 353
Beratungsaufwendungen 74 42
Mietaufwendungen 1.630 1.809
Summe 2.034 2.204

Hinsichtlich der Vergiitungen an den Aufsichtsrat und den Vorstand verweisen wir auf VI.6.

V1.3 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Bestellobligo 13.465 5.728
Mietverpflichtungen 1271 9.498
Sonstiges 160 394
Summe 20.902 15.620

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer spateren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Verpflichtungen aus Mietvertrdgen beinhalten in Hohe von TEUR 5.515 (2004: TEUR 7.751) Verpflichtungen gegeniiber naheste-

henden Personen.

Die Gesellschaft ist im Mai des Vorjahres im Zusammenhang mit der Einbringung von Geschiftsanteilen in die SUSS MicroTec AG im

Geschaftsjahr 2000 vom Rechtsbeistand der einbringenden Partei darauf hingewiesen worden, bei der steuerlichen Behandlung der
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Einbringung eine angeblich im Zusammenhang mit dem Einbringungsvertrag geschlossene Abrede nicht beachtet zu haben. Gegen-
wartig ist nicht abzusehen, ob es in dieser Angelegenheit zu einer streitigen Auseinandersetzung kommt. Der Vorstand, der sich auf
die Angaben seines Rechtsbeistandes stiitzt, sieht die Erfolgsaussichten einer moglichen Klage der Gegenpartei eher gering und hat

daher keine Riickstellung fiir ein mogliches Prozessrisiko gebildet.

VI.4 Erlauterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung
In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SUSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 (,,Cash Flow Statements“) zwischen Zahlungs-

stromen aus laufender Geschaftstatigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstatigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen fliissigen Mittel, d. h. Kassen-
bestande, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwan-
kungen verfiigbar sind. Ein Teil von TEUR 1.907 (2004: TEUR 0) der ausgewiesenen fliissigen Mittel dient zum Bilanzstichtag als Sicher-

heit fiir Finanztermingeschafte bei Banken.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstatigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegeniiber wird der Cash-

flow aus laufender Geschéftstatigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die beriicksichtigten Veranderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Wahrungs-
umrechnung bereinigt. Die Veranderungen der betreffenden Bilanzpositionen konnen daher nicht mit den entsprechenden Werten

auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.
VI.5 Segmentberichterstattung

Informationen zu den Segmenten

Die Aktivititen des SUSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gem3aR den Regeln von IAS 14 (,Segment Repor-
ting“) nach Produktlinien als primarem Berichtsformat und nach Regionen als sekunddrem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufglie-
derung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und beriicksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertrags-

strukturen der Segmente.

Die Aktivitdten des SUSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder, Device Bonder und Test Systeme aufgeteilt.
Zudem werden im Segment Sonstige weitere Aktivitaten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen

gebiindelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SUSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwik-
klungs- und Produktionsaktivitaten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei Miinchen und Vaihingen bei Stuttgart ange-
siedelt. Darliber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien fiir dieses Segment tatig. Die
Lithografie stellt deutlich mehr als die Halfte des Gesamtgeschaftes der Gruppe dar und ist in den Markten Mikrosystemtechnik, Verbin-

dungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die
Aktivitaten in diesem Segment sind vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist Giber Water-
bury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansassig. Insbesondere der sogenannte Bond Cluster,
der vakuumfreies Bonden ermdglicht, stellt ein wesentliches Standbein dieses Segmentes dar. Daneben werden vor allem manuelle

Maschinen fiir 6 und 8 Zoll Wafer-Anwendungen angeboten.
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Das Segment Device Bonder befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb der Produktlinie Device Bonder. Die
Segmentaktivitaten sind in St.Jeoire, Frankreich, ansassig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion
auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexitdt und der geringen GréRe des Marktes sind

keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns fiir dieses Segment tétig.

Das Segment Test Systeme ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind dort ange-
siedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter
fiir dieses Segment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen fiir Laboranwendungen, insbesondere z. B. fiir die Fehleranalyse, aber auch

teilweise fiir Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SUSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zuge-

ordneten Aktivitaten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

Sonstige Erlduterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
ermittelt. Infolge der gesellschaftsiibergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsatzlich keine wesent-
lichen intersegmentiren Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SUSS MicroTec AG, die im Segment
Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente fiir die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Stra-
tegiefragen. Im Geschiftsjahr 2005 wurden von der SUSS MicroTec AG TEUR 2.814 (2004: TEUR 3.012) an das Segment Lithografie,
TEUR 685 (2004: TEUR 807) an das Segment Substrat Bonder, TEUR 377 (2004: TEUR 525) an das Segment Device Bonder und
TEUR 1.272 (2004: TEUR 1.164) an das Segment Test Systeme weiterbelastet.

Die dargestellte ErgebnisgroBe stellt den jeweiligen Ergebnisbeitrag der Segmente dar. Das Segmentergebnis entspricht dabei dem
Ergebnis vor Berticksichtigung von Ertragen und Aufwendungen aus der Wahrungsumrechnung und aus Anlagenabgangen, vor Zins-

ertragen und -aufwendungen sowie vor Ertragsteuern.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Ertrage werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen
und Abwertungen auf das Vorratsvermoégen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionspldnen sowie die Auflésung von
Riickstellungen gezeigt.

Das Segmentvermogen stellt das betriebsnotwendige Vermogen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermo-
genswerte inkl. Geschafts- oder Firmenwert, Sachanlagen sowie das Vorratsvermogen und die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Riickstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugange von immateriellen Vermégenswerten und Sachanlagen.

Die auBerplanmaRigen Abschreibungen des Geschéftsjahres enthalten insgesamt auBerplanmaRige Abschreibungen auf den

Geschéfts- oder Firmenwert in Hohe von TEUR 1.839. Sie sind vollstandig dem Segment Device Bonder zuzuordnen.

Fiir die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlése nach dem Standort der Kunden segmentiert. Das Vermogen

und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.
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V1.6 Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand der Konzernobergesellschaft
Mitglieder des Vorstandes der SUSS MicroTec AG im Jahr 2005 waren:

Herr Dr. Stefan Schneidewind, Dipl.-Ingenieur, Moritzburg/OT Reichenberg, Vorstandsvorsitzender

Zustandigkeitsbereiche: Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Materialwirtschaft und Logistik, Produktion und Facility Manage-
ment, Arbeitssicherheit, Qualitditsmanagement und Umweltschutz, Vertrieb und Marketing, Konzernstra-
tegie

Herr Stephan Schulak, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach, Mitglied des Vorstands

Zustandigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Investor Relations, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal

Die Bezlige des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Verglitung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche

Gehaltszahlungen, Zuschiisse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmaoglichkeit.

Als kurzfristige variable Verglitung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen
orientiert. Eine nachtrigliche Anderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die gesamte Barvergiitung des Vorstands betrug im Geschaftsjahr TEUR 672. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschlieflich der
Zuschiisse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Dr.Schnei-
dewind und Herrn Schulak insgesamt TEUR 46 bzw. TEUR 36 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Riickstellung fiir den varia-
blen Gehaltsbestandteil ausbezahlt. Fiir Herrn Dr. Schneidewind hat die Gesellschaft zusatzlich Kosten im Rahmen der doppelten Haus-
haltsfithrung in Hohe von TEUR 22 getragen.

Fiir den Jahresbonus 2005 von Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak wurde im Geschéftsjahr eine Riickstellung von TEUR 150
gebildet.

Zudem wurden an Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben.
Der Marktwert pro Option betrug bei Ausgabe EUR 1,6152.

Diese Vergiitungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

Dr. Stefan Schneidewind Stephan Schulak
Barvergiitung (TEUR)
Fixum 288 234
Erfolgsbezogen 83 67
Summe 3N 301
Aktienoptionen
Anzahl 40.000 40.000

Ausiibungspreis 4,95 4,95

+ + + + + F F F F F F A+ F Attt FFFEEFEFEFE O+
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Weiterhin wurden aufgrund der in 2000, 2001, 2003, 2004 und 2005 an Vorstande gewahrten Optionen TEUR 122 als Personalauf-

wand in der Holding erfasst.

Aus einer im Vorjahr gebildeten Riickstellung wurde im Geschaftsjahr an Herrn Dr. Richter eine Abfindungszahlung in Hohe von
TEUR 850 sowie eine Tantiemezahlung in Hohe von TEUR 42 fiir das am 31. Dezember 2004 abgelaufene Geschaftsjahr geleistet. Zudem
wurde die weitere Nutzung des Dienstwagens bis zum Ablauf des Leasingvertrages Mitte Juni 2005 vereinbart. Dafiir fielen Leasing-
zahlungen in Hohe von TEUR 9 an. Die Herrn Dr. Richter insgesamt gewahrten 145.000 Aktienoptionen sind nicht mit dem Ende der
Vorstandsbestellung verfallen. Sie kénnen gemaR der geltenden Ausilibungsvoraussetzungen bis zum 30.Juni 2008 ausgelibt werden.

Fiir ein enemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsriickstellung von TEUR 6 (2004: TEUR 3).

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschaftsjahr 2005:
Dr. Winfried Suiss, Miinchen, Aufsichtsratsvorsitzender
weitere Mandate: ISiT, Itzehoe, (Kurator)
Thomas Schlytter-Henrichsen, Kronberg/Taunus, Geschaftsfiihrer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. e. h. Horst Gortz, Neu-Anspach, Kaufmann
Peter Heinz, Waterbury, Vermont, USA, Diplom-Kaufmann (ab 21.Juni 2005)
weitere Mandate: H&H Associates Inc., Waterbury, Vermont, USA (Mitglied im Aufsichtsrat)
Prof. Dr. Anton Heuberger, Miinchen, Professor an der TU CAU Kiel
weitere Mandate: West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)
IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)
Sollith Batteries GmbH, Itzehoe, (Mitglied im Beirat)
Sensor Dynamics, Graz, Osterreich (Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Christoph Schiicking, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar
weitere Mandate: Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M. (stellvertretender Vorsitzender im Gesellschafter-
ausschuss)
Kennametal GmbH, Fiirth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)
Kennametal Holding GmbH, Fiirth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fiirth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)
Freudenberg & Co., Weinheim/BergstraRe (Mitglied im Gesellschafterausschuss)
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Dr. Thomas Sesselmann, Tittmoning, Geschéftsfiihrer (bis 21. Juni 2005)

weitere Mandate: Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Mitglied Board of Directors)
Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)
ACU-RITE Companies Inc., Jamestown, NY, USA (Mitglied Board of Directors)
Heidenhain K.K., Nagoya, Japan (Mitglied Board of Directors)
SUMTAK Corporation, Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)

Die Beziige des Aufsichtsrats betrugen im Berichtsjahr insgesamt EUR 42.180. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats verzichtete auf seine
Beziige. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten je EUR 7.669 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhielt

EUR 11.504.

Aus seiner Zeit als Geschaftsfiihrer der heutigen Suss MicroTec Lithography GmbH besteht fiir Herrn Dr. Siiss, dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden, zum Bilanzstichtag eine Pensionsriickstellung in Hhe von TEUR 2.243 (2004: TEUR 2.079).

Aktien- und Optionsbestande der Organmitglieder zum Jahresende:

2005 2004

Aktien Optionen Aktien Optionen
Dr. Stefan Schneidewind 6.571 69.648 0 35.648
Stephan Schulak 13.000 80.286 0 80.286
Dr. Winfried Suiss 1.131.000 0 1.025.000 0
Thomas Schlytter-Henrichsen 6.909 0 6.909 0
Dr.e. h. Horst Gortz 3.894 0 3.894 0
Peter Heinz 1.338 0 0 0
Prof. Dr. Anton Heuberger 0 0 0 0
Dr. Christoph Schiicking 500 0 500 0
Dr.Thomas Sesselmann 0 0 0 0

VL.7 Mitarbeiter
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 684 Mitarbeiter (2004: 733 Mitarbeiter) in der SUSS-Gruppe beschiftigt.

Stand am Jahresende:

2005 2004
Verwaltung 92 106
Marketing und Vertrieb 250 239
Produktion und Technik 332 386
Summe 674 731

In den At-equity bewerteten Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter o (2004: 0 Mitarbeiter) tatig.

+ A+ + F F F F F F ot FFFFAFFFFFFFFFF T
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V1.8 Honorare des Abschlusspriifers
Der im Geschaftsjahr 2005 fiir den Abschlusspriifer des Konzernabschlusses, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesell-
schaft, Wirtschaftspriifungsgesellschaft, erfasste Honoraraufwand nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB betragt TEUR 456 (2004 TEUR 347) und

setzt sich wie folgt zusammen:

TEUR 2005 2004
Abschlusspriifung 359 322
Steuerberatung 52 25
Sonstige Leistungen 45 0
Gesamt 456 347

Die Position Abschlusspriifung enthilt das gesamte Honorar fiir die Jahresabschlusspriifung der SUSS MicroTec AG sowie die Konzern-
abschlusspriifung und die Priifung der Jahresabschliisse der Tochtergesellschaften.

In der Position Steuerberatung ist das Honorar fiir die steuerliche Beratung der SUSS MicroTec AG in ausgewihlten steuerlichen

Einzelfragen enthalten.

VI.g Corporate Governance
Vorstand und Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG haben die nach §161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklirung zur Beachtung
des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 4. Juli 2003) im Dezember 2005 abgegeben und im Internet unter

www.suss.de dauerhaft zuganglich gemacht.

Vl.10 Angabe gemiR § 160 Nr. 8 AktG

Die Nobel SA, 64 rue Galilée, 75008 Paris, hat der Gesellschaft gem. § 21 Abs. 1 WpHG iV.m. § 32 Abs. 2 InvG mitgeteilt, dass sie per
9. Mai 2005 die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der SUSS MicroTec AG unterschritten hat. Ihr Stimmrechtsanteil betragt nun
4,69 %.

Am 11. Mai 2005 teilte Julius Baer Multistock, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, der SUSS MicroTec AG mit, dass sie per 4. Mai 2005
die Schwelle von 5 % der Stimmrechte an der Gesellschaft unterschritten hat und seit diesem Zeitpunkt einen Stimmrechtsanteil von
4,97 % halt.

Garching, 15. Mdrz 2006

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind Stephan Schulak
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BESTATIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRUFERS

,Wir haben den von der Siiss MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Eigenkapitalveranderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang — sowie ihren Bericht iiber die Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 gepriift. Die Aufstellung von Konzernabschluss
und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergdnzend nach § 315a Abs.1HGB anzuwendenden
handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzu-

geben.

Wir haben unsere Konzernabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durch-
zufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoRe, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzu-
wendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden
die Kenntnisse lber die Geschaftstatigkeit und tiber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen
Uber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht liberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der Jahresabschliisse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie
sie in der EU anzuwenden sind, und den erganzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsdchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes

Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.
Miinchen, den 15. Marz 2006

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Schumacher Querfurth
Wirtschaftspriifer Wirtschaftspriifer
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GLOSSAR

300 MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grund-
material fiir die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergroRte Teil (mehr
als 9o % ) der heute verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser
von 200 Millimeter. Je groRer der Durchmesser des Wafers, umso groRer ist
auch die Anzahl der Chips, die auf eine Wafer hergestellt werden kdnnen
(und je mehr Chips auf einem Wafer hergestellt werden konnen, desto
geringer sind die Produktionskosten pro einzelnem Chip). Aktuell vollzieht
sich der Ubergang von 200 mm zu 300 mm Durchmesser der Wafer. Dies
erfordert eine Anpassung der Herstellungs- und Prozesstechnologien in der
Halbleitertechnik.

ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff ,,Packaging” wird die Technologie des ,Verpackens* von
Mikrochips in Gehause bezeichnet. Dabei miissen alle Anschlusskontakte des
Mikrochips einzeln auf die AuBenseite des Gehauses gefiihrt werden, um
dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewdhrleisten. Bei neueren Chip-
designs ist die Zahl der Anschlusskontakte pro Chip inzwischen auf liber
1.000 angestiegen. Unter ,,Advanced Packaging” versteht man weiterentwik-
kelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher
nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im so genannten ,,Fron-
tend” der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel konnen hier Litho-
grafie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

Atom

Kleinstes stabiles Element, das in der Natur vorkommt. Je nach GréRe und
Eigenschaft werden Atome in verschiedenen Elementen geordnet (Perioden-
system der Elemente).

BACKEND

Zweiter (hinterer) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung.
Nachdem der Wafer samtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigent-
lichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess.
Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. fiir das Bonden
vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersagt
und diese werden in Gehéuse ,verpackt“. Aus Kostengriinden findet der
Backend-Prozess liberwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller
eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen
durchfiihren lassen (Packaging Foundries).

BiocHIpP

Kleiner Chip aus Silizium, Glas, Kunststoff oder Papier, der in zahlreiche Mikro-
strukturen unterteilt ist, auf denen sich spezielle Sonden aus biologisch
aktiven Molekiilen befinden.

BLUETOOTH

Technologie zur drahtlosen Ubermittlung von Sprache und Daten liber kurze
Distanzen durch kurze Radiowellen. Wird liberwiegend zur drahtlosen
Kommunikation von verschiedenen elektronischen Geraten untereinander
eingesetzt, z. B. Mobiltelefon mit Kopfhorer oder PC mit Drucker etc.

BONDEN

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschie-
dener chemischer und physikalischer Effekte, z.B. ,Adhesives Bonden*
bedeutet das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxid-
harze oder Fotoresist); ,Fusion Bond“ oder ,,Direct Bond“ ist das direkte

Verbinden zweier Wafer, die zunachst nur durch die schwache atomaren
Krafte von Wassermolekiilen in der Grenzschicht (vander-Waals-Krafte)
miteinander verbunden werden. Bei einem anschlieBenden Ausheizen
werden die Wassermolekiile aufgebrochen und die frei werdenden Sauer-
stoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid
(kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlosbare
Verbindung der beiden Wafer dar.

Bume

(Engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold o. A.), dreidimensionale Kontakt-
stelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkiigelchen auf einem
einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

CHIP

Allgemeiner Begriff fiir Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht
man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein
Gehause eingebettet ist. Von auBen sieht man in der Regel nur das schwarze
Gehause und die Anschlusskontakte, mit denen der Chip mit der Leiterplatte
verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikro-
chip wird haufig aber auch nur das Stiick Silizium bezeichnet, das im
Gehaduse sitzt.

CLUSTER
Eine Gerategruppe von einzelnen Prozessmodulen, die von einem zentral
angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern beschickt wird.

COMPOUND SEMICONDUCTOR
Siehe Verbindungshalbleiter.

CosT oF OWNERSHIP (CoO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Kosten fiir Reinraum-
flache, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann
in Bezug auf den Anteil funktionsfahiger Bauteile am Ende des Herstellungs-
verfahrens berechnet.Je hoher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser
ist die ,,Cost of Ownership“ der Maschinen fiir den Kunden. Eine hervorra-
gende CoO ist besonders in Rahmen von Massenproduktionen von gréRter
Bedeutung.

C4ANP

IBM hat in den spéten sechziger Jahren den Weg fiir das Flip-Chip-Bonding
bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem ,,|BM System
3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen ,IBM C4“ Milliarden Chips
in diesem Verfahren mit der AuRenwelt kontaktiert. ,C4“ bedeutet
Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym fiir
Flip-Chip-Bonding verwendet.,C4NP“ ist die Technologie der nachsten Gene-
ration des bewédhrten C4-Prozesses.,,NP“ steht dabei fiir New Process.

Die

,Die“ heiBen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehduse eingebaut
wurden. Sie entstehen auf dem Wafer, indem der Die die vielen Prozess-
schritte durchlauft. Die Dies befinden sich also wahrend des gesamten Ferti-
gungsprozesses auf dem Wafer. Erst wenn sie fertig sind, wird der Wafer in
die einzelnen ICs zerschnitten und diese werden dann in die Gehduse
gesetzt. Diese gehdusten Dies werden dann oft Chips genannt. ,Die”, ,IC*
und ,,Chip“ werden oft synonym verwendet.
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DRAM
Dynamic Random Access Memory. Weltweit verbreitetster Speicherchip.

FaB

Fabriken, in denen ICs auf Wafern produziert werden. Die Errichtung einer
grolRen Fab, mit den erforderlichen Reinrdumen und Maschinen (Equipment)
kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden Dollar.

FLiP-CHIP-BONDING

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehause,
die hohere Taktfrequenzen bei der Signaliibertragung erméglicht. Die aktive
Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h.,der Chip muss vor der Montage umge-
dreht (engl.: to flip) werden.

FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunachst als Schicht auf den Wafer aufge-
tragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch
belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemi-
sche Veranderungen erzeugt. Diese veranderten Teilbereiche werden
wahrend der Entwicklung aus der Schicht herausgeldst, so dass eine relief-
artige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Foto-
grafie sehr dhnlich.

FOUNDRY

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden
vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich um
eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten fiir das
Chipdesign sowie fiir Vertrieb und Marketing ihrer Produkte entstehen,
konnen sie ihre F&E-Ressourcen vollstandig auf die Prozesstechnologie
konzentrieren. Die fiihrenden Foundries sind in Taiwan und Singapur ange-
siedelt.

FRONTEND

Frontend-Prozesse sind samtliche Produktionsschritte, die der Wafer als
Ganzes durchlauft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schliet
sich das Backend an. Hier werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet,
der Wafer anschlieBend in die einzelnen Chips zersagt, die dann mit einem
Gehause versehen werden.

GaAs

Galliumarsenid; Halbleiterwerkstoff, der fiir die Herstellung von Mikrochips
fiir optoelektronische und Hochfrequenz-Anwendungen verwendet wird.
Aufgrund der gegeniiber Silizium hoheren Elektronenmobilitat ermoglicht
dieser Werkstoff die Realisierung schnellerer Mikrochips und damit
leistungsstarkerer Gerate.

HALBLEITER

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das
Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verandern lasst. Sili-
zium ist das wichtigste und am haufigsten vorkommende Halbleiter-
element. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen
Bauelementen wie Transistoren, Widerstanden und Kondensatoren, die auf
engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele
zehn Millionen solcher integrierter Zellen auf einem Chip integriert und
miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu
einer enormen Leistungsfahigkeit der Chips gefiihrt.
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LCD-TFT

LCD (Liquid Crystal Display). TFT (Thin-Film Transistor).

LCDs sind Fliissigkristalldisplays, bestehend aus zwei Glasplatten mit strom-
fiilhrenden Leiterbahnen. Das Fliissigkristall zwischen den Platten lasst
normales Licht durch. Wird ein elektrisches Feld in den Glasplatten erzeugt,
lassen die Kristalle an dieser Stelle kein Licht mehr durch, es entsteht
ein schwarzer Punkt. TFT ist eine spezielle Technologie der elektrischen
Ansteuerung der LCDs. Hier ist — anders als bei den alternativen ,Passiv
Matrix LCD“ - jeder einzelne Bildpunkt (Pixel) Giber einen Transistor ansteu-
erbar. Diese sog. aktive Matrix erméglicht eine bessere Bildqualitat als die
Passiv Matrix LCDs.

LED

Light Emitting Diode; Leuchtdiode. LEDs sind Halbleiterbauteile, die Licht
erzeugen konnen. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr
wenig Energie. Dariiber hinaus haben sie eine mehr als zehnmal so groRe
Lebensdauer wie eine normale Gliihbirne.

LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner
Ebenen auf einem Silizium-Wafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt.
Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen,
wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist)
beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Struk-
turen auf der Maske entsprechen den Strukturen, die in diesem Schritt auf
die ICs gebracht werden sollen. An Stellen, an denen die Maske lichtundurch-
lassig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet, an lichtdurch-
ldssigen Stellen der Maske fallt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird
belichtet. Die Belichtung des Fotoresist fiihrt zu einer chemischen Verande-
rung, die ein Aufldsen des Fotoresist in einem Entwicklungsbad erlaubt.
Wahrend der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen
des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet
wurden, aus der Schicht herausgelost und der Wafer wird an diesen Stellen
freigelegt. Typische StrukturgroRen fiir Lithografieanwendungen im Fron-
tend liegen heute in der GréBenordung von 0,13 bis 0,6 Mikrometer. Im
Backend, beim Advanced Packaging, werden StrukturgréfRen von einigen
Mikrometern bis zu einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt,
z.B. um die Bumps fiir das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster
abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs gebraucht werden. Die Muster
bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend
der GroRe und Form der gewiinschten Schaltkreise. Die Maske wird dann
beim Lithografie-Schritt eingesetzt, um bestimmte Bereiche zu belichten
und so die zu dtzenden Bereiche zu definieren.

MEMS

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) ist der vor allem in Nordamerika
verwendete Begriff fiir die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebrauch-
licher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden
eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektrische Elemente herzu-
stellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Telekommunikation,
der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

MIKROMETER/MIKRON

Metrisches LangenmaR. Symbol: pm. Ein Mikrometer ist ein Millionstel
Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares
betragt ca. 60 pm.
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MIKROSYSTEM
Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Milli-
meters liegen, zusammengesetztes System.

MIKROSYSTEMTECHNIK (MST, MEMS, MOEMS)

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definition des Begriffs. In
Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Fein-
werktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters
verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology, oder
der haufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
der Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster
Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten
chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B.
der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslésen des Airbags
eingesetzt, oder aber die Diise in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

MoLekUL
Mehrere Atome kénnen sich zu einem Molekiil verbinden und dadurch véllig
andere Eigenschaften annehmen.

NANOIMPRINTING

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Struk-
turen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel
hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von
Schaltungen auf Halbleiter Wafern werden die Strukturen durch ,,Stempeln“
in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoim-
printen in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolitho-
grafie in Richtung hochste Auflosung extrem kurze Wellenlangen der Licht-
strahlung (EUV, Rontgen) bendtigen wird und das entsprechende Equipment
unangemessen teuer zu werden droht.

NANOTECHNOLOGIE

(Griech.: nanos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff fiir eine breite Auswahl von
Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im GréRenbereich von
einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein
Milliardstel Meter (10-9 m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die
typischen Abmessungen von einzelnen Molekiilen liegen. Nanotechnologie
ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit
meist vollig unkonventionellen neuen Ansdtzen: Die Nanotechnologie
beschéftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu
schaffen.

OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleitereletronik mit
so genannten Ill/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt
oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Techno-
logie wird hauptsichlich in der Telekommunikation fiir die Ubertagung sehr
groRer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden
LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr
hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwen-
dung im Automobilbau und im Haushalt.

PACKAGING FOUNDRIES
Siehe Backend.

PDA
Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch.

PLASMA(BEHANDLUNG)

Ein Plasma ist ein Gas, in dem Atome, lonen und freie Elektronen gleich-
zeitig nebeneinander existieren. Durch elektrische Felder konnen Elektronen
und lonen beschleunigt werden und beim Auftreffen auf eine Oberflache
Veranderungen bewirken. Dariiber hinaus kénnen Plasmen Strahlung

erzeugen, die, je nach Wellenlange, zur Strahlungsbehandlung von Materi-
alien eingesetzt werden kann.

SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von MessgroRen wie Temperatur,
Druck oder Beschleunigung. Diese GroRe wird in ein elektrisches Signal
gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

SiLizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigen-
schaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremd-
atomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet
werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben
eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

SYSTEMS-ON-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor kurzem
musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Inno-
vationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren
Strukturbreiten erlaubt, erméglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene
Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen
untergebracht werden kénnen. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur
noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbe-
darf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was
sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen
Geraten (Notebooks, Handys) verlangert sich so die Lebensdauer der Batterien.
Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geraten, die zudem immer
giinstiger werden sollen, verleiht Systems-on Chips immer groBere Wichtigkeit.

TooL
Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in
einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumar-
senid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegeniiber einfa-
chen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell
und kénnen auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen
trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

WAFER

Runde Scheiben aus Reinst-Silizium, auf denen Chips produziert werden.
In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 liber 200
auf heute sogar 300 Millimeter vergréRert. Auf die Grundfldche der neue-
sten 300 mm Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200 mm
Wafer — die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

WIRE-BONDING
Gangiges Kontaktverfahren, um Chips iiber Metalldrahte mit einem Gehause
zu verbinden.

WIRELESS LAN

Direkt in Deutsch libersetzt bedeutet der Begriff ,Kabelloses lokales Netz-
werk". Damit wird Bezug genommen auf die in jedem Biirogebdude vorhan-
denen Computernetzwerke. Beim Wireless LAN werden die Kabel durch eine
Technik dhnlich dem Handynetz ersetzt.

YIELD

Die Ausbeute - ist eine der wesentlichen KenngréBen in der Halbleiterfer-
tigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfahigen Mikrochips im
Verhdltnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je hoher der
Yield, desto effektiver und kostengiinstiger ist die Chipproduktion fiir den
Kunden.
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